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de Gabriel Neagu

Tn perioada 12-15 noiembrie, am vizitat electronica 2024, cel
mai important targ international dedicat industriei electronice,
desfasurat la Miinchen. Evenimentul a fost cu adevarat im-
presionant, reunind 3 480 de expozanti din 59 de tari (76%
dintre acestia fiind din afara Germaniei) care si-au prezentat
inovatiile din intregul spectru al electronicii in fata a peste
80 000 de vizitatori din aproximativ 100 de tari. In altd ordine
de idei, ponderea vizitatorilor din afara Germaniei a fost de
54%. Dupa Germania, primele 10 tari vizitatoare au fost: Italia,
China, Franta, Austria, Regatul Unit, Elvetia, SUA, Spania, Tarile
de Jos si Polonia. Aceasta editie a demonstrat inca o datd ca
tehnologiile digitale sunt esentiale pentru construirea unui viitor
sustenabil si neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon.
Pe langa sustenabilitate, alte teme de interes major au fost
inteligenta artificiald, mobilitatea viitorului si dezvoltarea noii
generatii de ingineri talentati in domeniu. Aceste subiecte
au generat discutii animate, atat la standurile expozantilor,
cat si in cadrul programului extins de conferinte.

Cu toate acestea, un aspect care nu poate fi ignorat este in-
dustria auto - in special, cea a automobilelor electrice -
care inca resimte provocadrile economice, iar perspectivele
de redresare pentru urmatoarele sase luni raman neclare.
Totusi, datorita dezvoltarii accelerate a inteligentei artifici-
ale, a tehnologiilor digitale si a noilor tehnologii, precum
loMT, existd sperante reale de progres si inovatie, in domeniul
electronicii.

Pentru noi, targul a reprezentat o oportunitate extraordinara
de a ne reconecta cu partenerii nostri traditionali, precum
Microchip, Renesas, Analog Devices, Mouser Electronics,
Rochester, Rutronik, Heilind sau DigiKey, dar si de a descoperi
noi colaboratori valorosi, precum TTI, Nordic Semiconductor,
Avnet Embedded, Flex Power Modules si multi altii.

Privind spre 2025, ne-am propus sa aducem cateva imbuna-
tatiri revistei, atat formatului tiparit, cat si versiunii digitale,
aceasta din urma oferind avantaje importante, precum acce-
sarea rapida a resurselor si paginilor web ale partenerilor
nostri, printr-un simplu click. Vom investi, de asemenea, in
actualizarea platformelor noastre de socializare si a news-
letterelor, pentru a va oferi o experientd de informare cat mai
accesibila si confortabila.

In incheiere, doresc sa va multumesc pentru sustinerea
acordata pe parcursul acestui an si sa va urez sarbatori fericite,
sanatate si un an nou plin de realizari si bucurii!

La multi ani 2025!
gneagu@electronica-aziro
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SAS semneaza Pactul Al
al Comisiei Europene

SAS, lider global in business analytics, a semnat Pactul Al
al Comisiei Europene, alaturandu-se celor peste 130 de
companii care accelereaza adoptarea principiilor Actului Al
al Uniunii Europene in cadrul organizatiilor lor.
Angajamentul incurajeaza companiile sa promoveze
guvernanta inteligentei artificiale, sa identifice sistemele
Al curiscridicat si sa promoveze alfabetizarea in domeniul
Al, care sunt toate cerintele Legii.

Aceste eforturi se aliniaza cu angajamentul SAS fata de ino-
varea responsabila si sunt deja in desfasurare, potrivit Reggie
Townsend, Vicepresedinte, Data Ethics, SAS:

“Fiind o companie care activeazd de aproape 50 de ani in dome-
niul datelor si al inteligentei artificiale, SAS s-a luptat cu implicatiile
etice ale multor tehnologii puternice’; a declarat Townsend.
“Experienta, cultura si tehnologia noastrd ne-au permis s incepem
rapid sa ne indreptdm cdtre conformitatea cu reglementarile Al.
Asteptdm cu nerdbdare sd colabordm cu organizatiile care
impdrtdsesc acest angajament.”

Colaborare pentru a ajuta la

modelarea viitorului Al de incredere

Semnatarii Pactului Al vor oferi actualizari cu privire la progre-
sele facute siisi pot testa si impartasi solutiile cu comunitatea
mai larga pentru a imbunatati accesul la cele mai bune practici
si a construi increderea in sistemele Al. Acest efort de colabo-
rare reflectd abordarea SAS fata de inteligenta artificiala.

Inintreaga lume, SAS colaboreaza cu autorittile de reglemen-
tare, factorii de decizie politica si companii similare pentru a
ajutala formarea legilor si politicilor Al, inclusiv consultandu-se
cu UE si statele membre ale Uniunii Europene pentru a informa
politicile si procesul legislativ legat de inteligenta artificiala de
incredere. Aceasta include colaborarea cu Institutul Suedez
pentru Standarde cu privire la dezvoltarea unor standarde
armonizate pentru Actul Al al UE.

Tn SUA, SAS colaboreaza cu alte organizatii implicate, inclusiv
Consortiul pentru Siguranta Al din SUA al Institutului National
de Standarde si Tehnologie, EqualAl, Business Roundtable si
alte grupuri. In plus, SAS s-a alaturat Consortiului Common-
wealth Al, care include firme de tehnologie globale, institutii
de cercetare, organizatii nonprofit si cel putin sase tari membre
ale Commonwealth-ului care au facut un pas inainte pentru a
sustine inovarea Al si alfabetizarea Al.

m SAS | www.sas.com
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Camera compacta
de ultima generatie

cu Al integrat de la
compania Axis
Communications

Axis Communications, lider in tehnologia video de retea,
anunta lansarea a doua camere IP cu inteligenta artificiala
integrata, care ating performante impresionante chiar si
in conditii de lumina slaba. Bazate pe ARTPEC-9, cel mai
recent procesor dezvoltat de Axis, aceste modele ofera
capabilitati superioare de procesare si imagine.

Atat AXIS Q1728, cat si AXIS Q1728-LE oferd o rezolutie 4K la
60 fps si sunt echipate cu un senzor mare de 1/1.2", extrem
de sensibil la lumina scazuta. AXIS Q1728 are un design
standardizat si ofera flexibilitatea utilizarii mai multor tipuri
de carcase, inclusiv cele de la Axis, de la terti sau personali-
zate. Compacta si usoard, aceasta include optica integrata.
AXIS Q1728-LE este ideala pentru orice locatie exterioara.
Este echipata cu un stergator integrat si o fereastra frontald
cu strat de incalzire pe baza de nanostraturi de carbon, ga-
rantand imagini excelente de fiecare data.

De asemenea, dispune de un design standardizat al carca-
sei, care poate fi reutilizat cu orice camera de tip block Axis.
Ambele camere sunt disponibile in doud variante, cu o
gama de lentile la alegere: o lentila wide (6-13 mm) pentru
supraveghere in spatii largi si deschise si o lentild tele/teleo-
biectiv (15-48 mm) pentru detalii precise pe distante lungi.
In plus, lentila integrata, cu zoom si focalizare de la distant,
este calibratd perfect pentru a economisi timp si efort.


https://www.sas.com/ro_ro/home.html

Aceste camere, proiectate pentru viitor, ofera utili-
zatorilor flexibilitatea de a raspunde schimbarilor
care urmeazad, protejand in acelasi timp valoarea
investitiei lor. Construite pe baza ARTPEC-9, aces-
tea oferd performante accelerate si fac posibila ru-
larea aplicatiilor analitice impresionante direct la
nivel de dispozitiv.

De exempilu, vin preinstalate cu AXIS Object Analytics
pentru a detecta, clasifica, urmari si numara per-
soane, vehicule si tipuri de vehicule.

Caracteristici cheie:

» Calitate superioara a imaginii in 4K;

» Produs gata pentru montare in diverse carcase;

« Produs rezistent la conditiile exterioare, cu
stergator integrat;

« Tehnologii de analiza de ultima generatie
bazate pe inteligenta artificiala;

» Lentile wide sau tele/teleobiectiv disponibile;

 Securitate cibernetica integrata cu
Axis Edge Vault.

Aceste camere cu Al includ si AXIS Image Health
Analytics preinstalat, astfel incat, utilizatorii sunt
notificati dacd imaginea este blocata, degradata,
subexpusd sau redirectionata.

Mai mult, Axis Edge Vault, o platforma hardware
de securitate ciberneticd, protejeaza dispozitivul
si oferd stocare si operatiuni sigure, certificate la
nivelul FIPS 140-3 Level 3.

Bazate pe ARTPEC-9, aceste camere IP ofera perfor-
mante inegalabile, permitand rularea unor apli-
catii analitice impresionante direct pe dispozitiv.
Cititi mai multe despre cel mai recent procesor
dezvoltat intern de Axis.

Camerele vor fi disponibile prin canalele de
distributie Axis in primul trimestru al anului 2025.

m Axis Communications | www.axis.com
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elnfochips semneaza un
acord de distributie
globala pentru software-ul
auto de la Infineon

elnfochips - o companie Arrow Electronics - si un furnizor de top de servicii
de inginerie a produselor, a anuntat astazi semnarea unui acord multianual
de distributie de software cu Infineon Technologies AG.

In conformitate cu termenii acordului, Infineon va furniza companiei elnfochips
software pentru familiile de microcontrolere AURIX™, TRAVEO™ si Automotive
PSOC™, destinate industriei auto. Oferta va include atat software conform
AUTOSAR (Automotive Open Systems Architecture), cat si drivere non-AUTOSAR,
inclusiv componente software critice pentru siguranta.

“elnfochips este deja o casad de proiectare preferatd de
Infineon si suntem incantati sd consoliddm si mai mult
colaborarea noastrd’, spune Murdoch Fitzgerald,
Vice President, Global Engineering and Design Services
la Arrow Electronics. “Prin combinarea pozitiei solide
a echipei elnfochips in domeniul serviciilor de inginerie
si proiectare cu solutiile software ale Infineon, colabo-
rarea impulsioneazd dezvoltarea de solutii auto de

ultimd generatie.”

elnfochips va oferi, de asemenea, suport software si servicii de intretinere,
inclusiv suport de securitate ciberneticd pentru clientii care achizitioneaza
pachetul software, ajutandu-i sd reduca riscurile de proiectare si sa isi ges-
tioneze eficient ciclul de viata al produselor.

“Odata cu semnarea acestui acord, facem un pas important in misiunea
noastrd de a ne imbunditdti oferta de software pentru clientii nostri distribuitori,
in special pentru cei pe careii aprovizionam prin Arrow’; a declarat Patrick Will,
Head of Software Product Marketing and Management la Infineon. “Prin
combinarea software-ului nostru certificat pentru microcontrolere, lider in
industrie, cu suportul exceptional de integrare software oferit de elnfochips,
dam posibilitatea clientilor nostri sa isi simplifice procesele de dezvoltare si
sd isi accelereze timpul de lansare pe piata.”

Pentru a afla mai multe despre colaborare, vizitati pagina de internet:
www.einfochips.com/infineon.

= Arrow Electronics | www.arrow.com
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Mouser exploreaza viitorul Open-Source prin inter-
mediul Centrului de resurse tehnologice RISC-V

Mouser Electronics, Inc., cel mai important
distribuitor din industrie specializat in pro-
movarea noilor produse (NPI), cu cea mai
larga selectie de semiconductori si com-
ponente electronice™, lanseaza centrul
sau cuprinzator de resurse RISC-V, oferind
inginerilor proiectanti cunostinte despre
cele mai recente tehnologii si aplicatii. Pe
masura ce arhitectura de tip “open-source”
castiga popularitate, RISC-V se remarca ca
o noua modalitate de a dezvolta hardware
si software de ultima ora pentru viitor. De
la telefoane inteligente si dispozitive loT la
calcul de inalta performanta, RISC-V se
dezvolta la nivelul unei game largi de in-
dustrii, devenind o arhitectura de seturi de
instructiuni (ISA) mai dominanta.

in comparatie cu alte arhitecturi ISA, construc-
tia mai simpld a RISC-V face procesoarele
mai eficiente, mai usor de proiectat siideale
pentru dezvoltarea de solutii inovatoare. ISA
oferd un debit mare de date, esential pentru
diverse aplicatii si poate fi personalizata
pentru a indeplini cerinte specifice prin se-
turi de extensii standard (de exemplu, acti-
varea operatiilor cu virguld mobild sau vec-
toriale, sau suport pentru Hypervisor) care
pot fi utilizate in functie de aplicatia in
cauza. Aceasta versatilitate si flexibilitate fac
RISC-V mai usor de utilizat atunci cand se
utilizeaza FPGA-uri.

Printr-un flux de articole, bloguri, carti elec-
tronice si produse, din partea echipei tehnice
Mouser si a partenerilor de productie de
incredere, inginerii sunt pregatiti cu toate
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cunostintele necesare pentru a proiecta
aplicatii RISC-V inovatoare. Centrul de conti-
nut exploreaza modul in care RISC-V trans-
forma lumea din jurul nostru, inclusiv impin-
gand invatarea automatd (ML) mai aproape
de marginea retelei. Fiind o arhitectura mai
eficientd din punct de vedere energetic, im-
plementarea aplicatiilor ML este mai usoara
intr-o gama mai larga de dispozitive, inclu-
siv vehicule autonome, dispozitive medicale
si multe altele.

Mouser stocheaza cea mai largd selectie din
industrie de dispozitive semiconductoare si
componente electronice, inclusiv urmatoa-
rele produse si solutii pentru aplicatii RISC-V:
o Placa cu prototipare rapida FPB-R9A02
G021 RISC-V MCU de la Renesas Electronics
este proiectata pentru evaluarea, prototipa-
rea si dezvoltarea cu microcontrolerele
R9A02G021. Aceasta placd incorporeaza un
emulator SEGGER J-Link™ care permite utili-
zatorului sa proiecteze aplicatii fara proble-
me, eliminand nevoia de investitii supli-
mentare in instrumente. Aplicatiile tipice in-
clud electronice de consum, senzori indus-
triali, senzori medicali si multe altele.
 Pico 2 de laRaspberry Piofera unimpuls
semnificativ de performanta, pastrand, in
acelasi timp, compatibilitatea cu dispoziti-
vele din seria precedenta Raspberry Pi Pico.
Pico 2 oferd o viteza de ceas a nucleului mai
mare, memorie dubld, nuclee Arm® mai pu-
ternice, nuclee RISC-V optionale, caracteris-
tici de securitate sporite si capacitati de
interfatare imbunatatite.

Programabild in limbajele C/ C++ si Python,
Raspberry Pi Pico 2 este o placa (propulsatd
de microcontroler) ideald pentru entuziasti
si dezvoltatori profesionisti deopotriva.

o Computerul pe o singura placd (SBC)
BeagleV®-Fire de la BeagleBoard este pro-
pulsat de un sistem SoC PolarFire® MPFS02
5T FCVGA48A4E cu 5 nuclee RISC-V si o struc-
tura FPGA, de la Microchip. Construita pe
baza unui set de instructiuni RISC-V ISA, o
arhitectura puternica si eficienta din punct
de vedere energetic, aceasta placa SBC pune
la dispozitie o arhitectura de calcul si dez-
voltare hardware “open-source” accesibila
unui public larg, oferind posibilitatea de a
explora si experimenta cu tehnologia RISC-V.
o XIAO ESP32C6 de la Seeed Studio este
un microcontroler accesibil din punct de
vedere economic, bazat pe ESP32-C6 de la
Espressif. Microcontrolerul, foarte compact,
exceleaza in aplicatii pentru case inteligente
conforme cu Matter, acesta suportand di-
verse conectivitati wireless (Wi-Fi 6 de 2,4
GHz, BLE 5.0, Zigbee® si Thread). Avand o
amprenta foarte mica, de dimensiunea un-
ghiei de la degetul mare (thumb-size) si
montat pe o singura fata a placii de dezvol-
tare din seria XIAO, microcontrolerul este
ideal pentru proiectele cu spatiu limitat.
Pentru a afla mai multe, accesati:
https://resources.mouser.com/risc-v/.

m Mouser Electronics
WWW.Mouser.com
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Mouser Electronics si Amphenol gazduiesc o masa
rotunda privind tehnologiile destinate habitaclului
vehiculelor moderne

Mouser Electronics, Inc., distribuitor global
autorizat, avand in stoc cele mai noi dis-
pozitive semiconductoare si componente
electronice, a incheiat un parteneriat cu
Amphenol pentru a oferi comunitatii
ingineresti un nou webinar, in formatul
unei mese rotunde, intitulat 'Explorarea
tehnologiilor cabinei inteligente in vehi-
culele moderne'

Webinarul gratuit va avea loc in data de
10 decembrie 2024 la ora 17:00 CET.

Pe masura ce tehnologiile pentru un habi-
taclu digital avanseaza, cerintele impuse
vehiculelor moderne devin din ce in ce mai
complexe. Inginerii, proiectantii si profe-
sionistii din domeniul auto sunt invitati sa
participe la aceasta sesiune interactiva, in
cadrul careia expertii Amphenol vor oferi
solutii reale pentru depadsirea provocarilor
legate de transmiterea datelor, conectivi-
tate si integrarea sistemelor in interiorul ve-
hiculelor inteligente.

Webinarul va explora modul in care ingine-
rii pot simplifica complexitatea sistemelor
din habitaclu prin gestionarea nevoilor tot
mai mari de date si conectivitate. Partici-
pantii vor descoperi cum sa sporeasca per-
formanta habitaclului digital cu solutii de
mare vitezd, cu latenta reduss, care ofera o
transmisie fluida a datelor. Discutia va evi-
dentia, de asemenea, modul in care tehno-
logiile senzoriale pot fi utilizate pentru a
spori siguranta prin reducerea interactiunii
directe a soferului cu comenzile din habitaclu.

www.electronica-azi.ro

Prin participarea la acest webinar, partici-
pantii vor descoperi mai multe despre:

 Factorii cheie care determina transfor-
marea digitala a habitaclului si modul de
abordare a acestora.

« Strategii pentru rezolvarea provocarilor
legate de transmiterea datelor si conectivi-
tate in vehicule.

e Modulin care gama de conectori si sen-
zori de la Amphenol contribuie la proiecte
de habitacluri mai inteligente si mai sigure,
inclusiv:

— Conectori RF AUTOMATE® Type A Mini-
FAKRA, datorita carora se asigura o comu-
nicatie fiabil3, la frecvente inalte de pana la
15GHz si rate de date de pana la 20Gbps
pentru sistemele din cabina.

- Sistemul de conectori Ve-NET™ Auto
Multi-Gigabit, care permite transmiterea
de date la viteze mari (pand la 10Gb/s), ofe-
rind conectivitate securizata si fiabila cu un
design care previne erorile de conectare si
deteriorarea pinilor de contact.

- Conectori ExtremePort™ Z-Link, care
permit transmiterea de date de mare viteza
(pana la 56Gbps PAM 4), oferind o solutie
de economisire a spatiului in aplicatii pre-
cum retele la bordul vehiculelor, centre de
date si unitati in banda de baza.

- Senzori IR ZTP Thermopile, care permit
monitorizarea temperaturii fara contact in
aplicatii de control al climatizarii si de detec-
tare a ocupantilor, oferind un raspuns stabil
in infrarosu fara tensiune de polarizare.

- Antenele interne cu cip incorport ofera
conectivitate fiabila, suportand protocoale
celulare, Wi-Fi, Bluetooth si GPS.

- Senzorul auto T6743-40K-E Automotive
CO2, compact si cu consum redus de pu-
tere, monitorizeaza calitatea aerului, per-
mitand controlul automat al aerului proas-
pat si detectarea sigurantei pentru agentii
frigorifici CO2 in sistemele HVAC.

Webinarul va fi gazduit de Mark Patrick,
Director Technical Content EMEA, Mouser
Electronics si ii va avea ca invitati pe Mike
Comer, Director Product Marketing &
Business Development, Amphenol, Brian
Engle, Director Business Development —
Electrification, Amphenol, siKoen Maddens,
Global Automotive Solutions Architect,
Amphenol.

e Pentru a urmari webinarul in direct
sau pentru a primi o inregistrare a
webinarului atunci cand acesta va fi
disponibil, inregistrati-va la:
https://emea.info.mouser.com/webinar-
amphenol-smartcabin-emea.

e Pentru a afla mai multe despre
Amphenol, vizitati pagina web:
https://eu.mouser.com/manufacturer/am
phenol.

m Mouser Electronics
WWW.MOoUSer.com


https://electronica-azi.ro/
https://eu.mouser.com/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/manufacturer/amphenol/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://resources.mouser.com/sensor?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-rf-automate-mini-fakra-connectors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-rf-automate-mini-fakra-connectors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-ve-net-connector-system/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-ve-net-connector-system/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-ve-net-connector-system/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-extremeport-zlink-connectors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/ge-ztp-thermopile-ir-sensors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-rf-embedded-chip-antennas/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://emea.info.mouser.com/webinar-amphenol-smartcabin-emea?cid=pr&pid=mouser/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/manufacturer/amphenol/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://eu.mouser.com/manufacturer/amphenol/?utm_source=publitek-media-for-pr&utm_medium=pr&utm_campaign=EMEA_PR&utm_content=2024&pid=mouser&cid=pr
https://www.mouser.com/

ELIMINA DEFICIENTELE GNSS SI CELULARE

IN APLICATIILE DE POZITIONARE

Serviciile de localizare pot oferi un avantaj semnificativ in gestionarea activelor, dar, de multe
ori, acestea au nevoie de un consum semnificativ de energie care ar putea paraliza unele aplicatii
loT. Sistemul global de navigatie prin satelit (GNSS) si acoperirea largad a serviciilor celulare ofera
mijloace relativ simple de determinare a pozitiei geografice a dispozitivelor.

Totusi, aceste tehnologii au unele deficiente in ceea ce priveste acoperirea si performanta, care
pot fi suplimentate sau, in unele cazuri, inlocuite de retelele Wi-Fi in continud crestere.

Rolf Horn
Applications Engineer
DigiKey

Autor:

Standardul de aur pentru localizarea wire-
less este Sistemul de pozitionare globald
(GPS), operat de SUA, parte a GNSS, care
cuprinde mai multe sisteme regionale de
navigatie prin satelit. Cu toate acestea,
unui modem GPS fi sunt necesare cateva
minute pentru a trece de la pornirea la rece
la“timpul pana la prima fixare” (TTFF), uti-
lizand, totodata, o cantitate semnificativa
din capacitatea bateriei. Sistemul poate fi,
de asemenea, impiedicat de obstacolele
din calea vizuald dintre sateliti si receptoare,
inclusiv peretii cladirilor.
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Statiile de baza celulare fixe pot fi, de aseme-
nea, folosite in aplicatiile de “localizare”.
Scanarea locatiei celulare implica un con-
sum de energie mai mic decat in cazul
GPS/GNSS, dar este mai putin precisa. In
functie de tipurile de antene de telefonie
mobila utilizate, localizarea celulara se poate
abate cu sute sau chiar mii de metri.

Aceasta lipsa de precizie ar putea fi critica
pentru aplicatii precum urmdrirea bunurilor
aflate in miscare in depozite mari sau pe na-
vele maritime de containere, de exemplu.

Wi-Fi poate fi mai precisa decat localizarea
celulara si aproape la fel de eficienta din
punct de vedere energetic. Identificatorul
setului de servicii (SSID), unic pentru fie-
care retea Wi-Fi si identificatorul setului de
servicii de baza (BSSID), unic pentru fie-
care dispozitiv de acces, ofera o optiune
atractiva de localizare, dar majoritatea cir-
cuitelor integrate Wi-Fi nu sunt optimizate
pentru aceastd sarcina si sunt, in general,
costisitoare, voluminoase si consumatoare
de energie.

Nordic Semiconductor oferda componente
pe care inginerii le pot utiliza pentru a crea
aplicatii flexibile, care se bazeaza atat pe
combinatii de tehnologii wireless, cat si pe
un serviciu bazat pe cloud, pentru a rezolva
problemele de performanta si acoperire.


https://www.digikey.co.uk/en/supplier-centers/nordic-semiconductor

Avantajul oferit de localizarea prin Wi-Fi
Localizarea poate imbundtati numeroase
aplicatii, cum ar fi senzorii de acasa alimen-
tati de la baterii, monitorizarea sanatatii si
dispozitivele de fitness, sistemele de urma-
rire a activelor industriale si senzorii de
mediu, gestionarea stocurilor in magazinele
de retail si a dispozitivelor punctelor de
vanzare (POS).

Conform principalelor cazuri de utilizare,
companiile pot urmari locatia activelor
pentru a eficientiza gestionarea lantului de
aprovizionare si logistica - dispozitivele
portabile pot alerta echipele medicale cu
privire la problemele de sanatate, comer-
ciantii cu amanuntul si bancherii pot de-
tecta si reduce utilizarea frauduloasa a
cardurilor de platd, iar operatorii de ges-
tionare a flotei isi pot urmari vehiculele in
timp real. Utilizarea unei singure tehnologii
wireless poate fi problematica in cazul dis-
pozitivelor care nu sunt amplasate intr-o
singurd locatie, deoarece GPS, telefonia
mobila si Wi-Fi au fiecare puncte forte, dar
si limitdri.

Wi-Fi este o solutie simpla si rentabila pen-
tru localizare in cazurile de utilizare in care
retelele si punctele de acces sunt usor dis-
ponibile si accesibile.

www.electronica-azi.ro

Majoritatea dispozitivelor Wi-Fi integreaza
diverse tipuri de localizare, cu mari variatii
in ceea ce priveste eficienta energetica si
precizia implementdrilor.

Wi-Fi Alliance a luat mdsuri pentru a promova
aceste capabilitati si a asigura interopera-
bilitatea cu programul sau Wi-Fi CERTIFIED
Location care incorporeaza standardul IEEE
802.11mc. Prin utilizarea protocolului “Fine
Timing Measurement” (FTM), a punctelor de
acces si a cardurilor LAN wireless conforme
cu Wi-Fi CERTIFIED Location, o locatie poate
fi determinata cu o precizie de un metru,
atat timp cat un punct de acces Wi-Fi (AP)
cunoaste locatia sa exacta.

Cu toate acestea, inginerii au nevoie de
componente mai compacte si mai eficiente
din punct de vedere energetic pentru a
crea aplicatii de localizare rentabile.

Consumul eficient de energie care
maximizeaza durata de viatd a bateriei este
esential pentru multe dispozitive si senzori
loT. Nordic oferd un portofoliu de compo-
nente pentru a profita de Wi-Fi si de alte
optiuni de pozitionare, pentru aimbunatati
conectivitatea ecosistemelor loT.

Circuit integrat wireless complementar
nRF7000 (Figura 1) este un circuit integrat
(IC) wireless complementar optimizat pen-
tru aplicatii cu consum ultra redus de putere
cu scopul de a asigura o eficienta ener-
geticd maxima. Acesta nu trimite date, dar,
in schimb, ofera capabilitati de scanare
activa si pasiva pentru un sistem pe cip
(SoQ), o unitate de protectie a memoriei
(MPU) sau pentru un microcontroler (MCU)
gazda pentru aplicatii de localizare Wi-Fi.

© Nordic Semiconductor

Circuitul integrat complementar
Wi-Fi 6 cu consum redus de putere
- nRF7000 - pentru aplicatii de
localizare prin Wi-Fi.

TEHNOLOGIEN, M I

NRF7000 scaneaza benzile de frecventa Wi-
Fide 2,4 GHz si 5 GHz si implementeaza, in
acest scop, stratul PHY si parti din stratul
MAC. Acesta este conectat la un microcon-
troler gazda sau la un procesor de aplicatii
pe care se executd aplicatia utilizatorului,
prin intermediul unei interfete QSPI (6 fire)
sau SPI (4 fire) pentru date si al unei
interfete de control al coexistentei (n.red.:
diferitelor tehnologii de comunicatie) cu 3
sau 4 fire pentru gazdele care includ un
radio Bluetooth® LE/IEEE 802.15.4.

Circuitul nRF7000 este o versiune distilata a
nRF7002, un alt IC complementar, care in-
clude un dispozitiv radio de 2,4 GHz si 5 GHz
pentru a permite unui alt cip gazdd sa bene-
ficieze de conectivitate directa de date Wi-
Fi 6, precum si de capabilitati de localizare.

De asemenea, este disponibil NnRF7001, care
include un dispozitiv radio pe o singura
banda, de 2,4 GHz. Ambele sunt potrivite
pentru addugarea de capabilitati Wi-Fi 6
moderne la sistemele Bluetooth® Low Energy,
Thread® sau Zigbee® existente.

Desi fiecare dintre aceste dispozitive poate
fi conectat la gazde care nu apartin ecosis-
temului de produse ale companiei Nordic,
aceasta afirma ca, impreuna cu platforma
sa nRF Cloud, poate oferi o “solutie de lo-
calizare de la siliciu la cloud” cu compo-
nente care accepta pozitionarea prin Wi-Fi,
retele celulare si GNSS.

Obtinerea unei localizari fixe

prin Wi-Fi cu circuitul nRF7000
Sistemele SiP (System-in-Package) celulare
din seria nRF91 de la Nordic, cum ar fi
NRF9160-SICA-B1A-R7 (Figura 2), sunt de-
semnate ca dispozitive gazda Nordic pre-
ferate pentru circuitele integrate nRF7000/
7100/7200 (seria nRF70). >

© Nordic Semiconductor

SiP nRF9160 cu modem LTE-M/NB-loT
si GNSS; acesta integreaza modulul
nRF7000 pentru a asigura aplicatii de
localizare fard intreruperi, prin Wi-Fi.
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Acestea fincorporeaza un procesor de
aplicatii si un modem multimod intr-o
capsula compacta de 10 X 16 x 1,04 mm,
care suporta LTE-M, NB-loT, GNSS, RF front-
end (RFFE) si managementul energiei. Alte
gazde preferate sunt SoC-urile multiproto-
col Bluetooth din seriile nRF52 si nRF53 de
la Nordic.

Combinatia dintre un nRF7000 si un NnRF91
asigura fixarea precisa a locatiei prin Wi-Fi
atat in interior, cat si in exterior, comple-
tand GNSS si retelele celulare. Atunci cand
serviciul de localizare Wi-Fi este configurat,
un dispozitiv poate incepe scanarea activa
sau pasiva a punctelor de acces Wi-Fi din
apropiere, colectand date privind SSID-
urile, BSSID-urile si intensitatea semnalului.
Folosind informatiile de la circuitul inte-
grat complementar, un nRF91 poate trans-
mite informatii despre punctul de acces
(AP) catre nRF Cloud, care utilizeazd o baza
de date Wi-Fi cu locatii cunoscute pentru
a determina o pozitie exacta in raport cu
cel putin doua AP-uri din apropiere, fard ca
dispozitivul sa fie nevoit sa se conecteze la
acestea. Serviciul cloud poate trimite
pozitia inapoi la dispozitiv sau oriunde
este nevoie de informatii. Dupd deter-
minarea locatiei, dispozitivul poate intra
intr-o stare cu consum redus de putere
pentru a conserva energia bateriei.

nRF Cloud ofera urmdatoarele optiuni

alternative pentru localizare:

o GNSS asistat, care permite un TTFF mai
rapid

o Predictie GNSS pentru a furniza date de
satelit predictive pentru o perioadd de
pana la doua saptamani cu scopul de a
reduce frecventa de noi solicitari de date
de asistenta

e Localizare prin tehnologia SCELL
(Single-cell location) pentru a asigura
localizdri aproximative bazate pe cea
mai apropiata celula, eliminand necesi-
tatea receptorului GNSS

o Localizare prin tehnologia MCELL
(Multi-cell location) pentru a furniza, la
randul sdu, o localizare mai precisa, dar
inca aproximativa, utilizand cea mai
apropiata celula si celulele invecinate
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Fiecare dintre aceste procese de localizare
in NRF Cloud ofera caracteristici diferite
pentru precizia pozitiei si consumul de
energie.

Concluzie

Cu seriile nNRF7000 si nRF91, Nordic permite
dezvoltatorilor sa creeze solutii loT care pot
profita de mai multe tehnologii wireless

© Nordic Semiconductor

Kitul de evaluare nRF7002-EK include un nRF7002
si poate emula atdt nRF7000, cdt si nRF7001.

Potrivit Nordic, Wi-Fi ofera o precizie de lo-
calizare intre 5 m si 15 m, comparativ cu 5
m pana la 10 m cu GNSS, 200 m pana la
300 m pentru sistemele multicelulare si 1
000 m pentru o singura celula.

Latenta este cea mai scazuta pentru
tehnologia celulara, sub 1 secunda, in timp
ce este de cateva secunde atat pentru
GNSS, cat si pentru Wi-Fi. Testele efectuate
de Nordic privind consumul de energie au
aratat un usor avantaj pentru telefonia
celulard, de 122,48 mC (mili Coulombi),
comparativ cu 125,85 mC pentru Wi-Fi si
316,71 mC pentru GNSS utilizand A-GPS.

Nordic ofera diverse instrumente, inclusiv
mediul sdu de dezvoltare software nRF
Connect SDK pentru toate dispozitivele
din seria nRF70, precum si kitul de dezvol-
tare dual-band nRF7002 EK (Figura 3) in
format Arduino shield.

Kitul incorporeaza nRF7002, poate emula
atat nRF7000, cat si nRF7001 si poate fi com-
binat cu kitul de dezvoltare nRF9160 DK
pentru crearea de aplicatii care utilizeaza
seria nRF70.

pentru furnizarea de servicii de localizare.
Produsele ofera performanta ridicatd, con-
sum redus de putere si optiuni flexibile de
integrare pentru o gama larga de aplicatii
care pot trece fara probleme de la o opti-
une de pozitionare la alta.
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producatori din zona semiconductorilor,
cu accent pe sistemele embedded ce con-
tin FPGA-uri, microcontrolere si proce-
soare pentru aplicatii industriale si auto.
Rolf este licentiat in inginerie electrica si
electronica la Universitatea de Stiinte
Aplicate din Munchen, Bavaria.
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© Wiirth Elektronik

Extinderea gamei dovedite de LED-uri WL-SMCC oferd
lumind alba autenticd provenitd de la un LED pe un singur
cip disponibil intr-o capsuld 0402.

Alb pur radiant

Wiirth Elektronik isi extinde
gama de produse LED

Wiirth Elektronik isi extinde seria de produse LED dove-
dite WL-SMCW si WL-SMCC cu LED-uri albe in capsule 0603
si 0402. Aceste LED-uri compacte si foarte eficiente permit,
acum, realizarea semnalelor de lumina alb3, fie ca este
vorba de iluminare frontala sau de iluminare de fundal,
lumina care se apropie foarte mult de punctul de alb de-
finit in sistemul de coordonate cromatice, fara a fi nevoie
de combinarea culorilor primare (rosu, verde si albastru).
Componentele exceleaza prin longevitatea lor si prin
intensitatea luminoasa ridicata.

© Wiirth Elektronik

Versiunea alba a seriei de produse LED WL-SMCW este
disponibila intr-o capsuld 0603 si oferd, de asemenea,
performante optice ridicate.

LED-urile foarte compacte, care vin in capsule utilizate frec-
vent pentru aplicatii de semnalizare, au o intensitate
luminoasa tipica de 250 pana la 300 mcd. Prin urmare, aces-
tea sunt mai luminoase si mai eficiente decat produsele dis-
ponibile in prezent pe piatd. Acestea dispun de un unghi larg
al fasciculului, de 140°, si nu emit radiatii ultraviolete sau
infrarosii. Printre aplicatiile posibile se numdra iluminarea
tastaturii telefoanelor mobile si a dispozitivelor portabile, pa-
nouri informative de interior si exterior, iluminare de fundal
LCD, display-uri industriale sau sisteme de control al traficu-
lui. LED-urile sunt disponibile in stoc, fara cantitate minima
de comanda, putand fi solicitate si mostre gratuite.

= Wiirth Elektronik eiSos | www.we-online.com
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In timp ce automatizarile avanseaza in ritm
alert in aproape toate industriile, agricul-
tura a cunoscut o schimbare graduala.
Activitatile agricole nu se preteaza intot-
deauna automatizarii, mediul exterior im-
previzibil si anumite culturi facand ca auto-
matizarea sarcinilor agricole traditionale sa
reprezinte o provocare incredibila.

Recoltarea, de exemplu, ramane, in conti-
nuare, o activitate umana. Recoltarea cul-
turilor mai rezistente, precum graul si po-
rumbul, a fost automatizata de zeci de ani.
Culturile precum merele, rosiile si prunele
sunt usor de deteriorat, astfel incat recol-
tarea lor manuala este, adesea, inca opti-
unea preferata. Acestea fiind spuse, auto-
matizarea in continuare a proceselor agri-
cole incepe sa se accelereze ca urmare a
factorilor de atractie socio-economica si de
presiune tehnologica.
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Combinatia dintre impulsul tehnologic si presiunea socio-
economicd determind mai multd inovatie in domeniul robotilor
agricoli si o accelerare a ritmului de adoptare a acestora.

SCHIMBAREA iN

TEHNOLOGIA AGRICOLA

Necesitatea automatizarii in agricultura
este determinata de mai multi factori, de
la cererea pentru un randament mai mare
la nevoia de a reduce dependenta de forta
de munca umana. Adesea, o combinatie a
acestor factori face necesara implementa-
rea proceselor automatizate.

Fermele se confrunta cu doua provocarile-
gate de forta de munca. Una este imbatra-
nirea fortei de munca, doar 5,6% din fermele
europene fiind conduse de fermieri cu var-
sta sub 35 de ani, in timp ce 31% din totalul
fermierilor au peste 65 de ani.” Cealalta este
dependenta mare a fermelor de lucrdtorii
sezonieri, care sunt, de obicei, angajati pe
baza de contract temporar. Potrivit Comi-
tetului Economic si Social European, in
statele membre ale UE exist3, in agriculturd,

aproape 2 milioane de lucratori sezonieri
din UE si peste 0,4 milioane de lucratori se-
zonieri din afara UE.? Odata cu cresterea
urbanizarii la nivel global, dependenta de
forta de munca migratoare poate pune fer-
mele in pericol. Un sondaj realizat de Uni-
unea Nationald a Fermierilor a ardtat ca, doar
in Regatul Unit, 40 % dintre respondenti au
inregistrat pierderi de recolte din cauza lipsei
fortei de munca. In medie, fermele operau
cu o forta de munca cu 14 % mai micd in
raport cu dimensiunea necesara.’)

O alta tendinta in agricultura este trecerea
de la fermele mici, adesea conduse de fami-
lii, la marile concerne agricole cunoscute
sub denumirea de “big ag” In timp ce
investitiile in automatizare si in solutii ro-
botizate sunt mai accesibile pentru marile
unitati agricole, cheltuielile se dovedesc,
adesea, prea mari pentru fermele mici,


https://stock.adobe.com/uk/contributor/202823531/belyjmishka?load_type=author&prev_url=detail

ceea ce le inhiba abilitatea de a contracara
provocdrile si de a aduce inovatii in practi-
cile de lucru.

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI

Din punct de vedere tehnic, combinatia de
senzori de pozitie din ce in ce mai exacti,
senzori de fortd mai precisi si actuatoare de
ultima generatie face posibila construirea
de manipulatoare robotizate care sunt in-
deajuns de delicate pentru a recolta chiar
si cele mai fragile culturi. Precizia auto-
matizarilor agricole este imbunatatita de
senzori de imagine din ce in ce mai exacti,
sprijiniti de inteligenta artificiala (Al). Acest
progres permite dezvoltarea de aplicatii
noi, mai delicate, in cadrul masinilor agri-
cole autonome.

DE LA UNELTE MANUALE LA ROBOTI
Desi inceputul oficial al Revolutiei Agricole
a fost marcat in 1750, progresele in agri-
cultura au inceput sa se acumuleze cu se-
cole inainte. Inc& din 1400 i.Hr,, documen-
tele babiloniene faceau referire la utilizarea
unor semanatori, iar in 1701, agronomul si
inventatorul englez Jethro Tull a lansat o
versiune modernizata a semanatoarei,
revolutionand si mai mult practicile agri-
cole. In anii 1900, echipamentele agricole,
in principal pentru prelucrarea diferitelor
tipuri de cereale, au fost mecanizate si mo-
torizate. Printre acestea se numarau plugurile,
seceratoarele, treierdtoarele si, in cele din
urma, combinele.

AGRICULTURA AUTOMATIZATA

Vehiculele agricole automatizate au adesea
brate flexibile care pot fi echipate cu o
gama din ce in ce mai larga de semadnatori,
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pluguri, treieratoare, separatoare, curata-
toare, sonde, pulverizatoare, aplicatoare si
alte dispozitive, impreuna cu o paleta tot
mai larga de senzori.

Autonomia include, in aproape toate cazu-
rile, un sistem de navigatie, sustinut de
module GNSS/GPS, pentru permite o pozi-
tionare precisa. Desi majoritatea acestor
masini automatizate, din ce in ce mai au-
tonome, au tendinta de a lua forma fami-
liard a tractoarelor si a dronelor si sunt
denumite ca atare, ele sunt, fdra indoiala,
roboti.

ERBICIDE

Numeroase companii producadtoare de
echipamente agricole doteaza tractoarele
automate cu brate echipate cu sisteme de
viziune si pulverizatoare bazate pe inteli-
genta artificiala. Al poate distinge intre
culturi si buruieni si poate controla cu pre-
cizie pulverizatoarele pentru a tinti buru-
ienile, lasand culturile neatinse.

Noul LaserWeeder al Carbon Robotics
utilizeazd viziunea computerizata, susti-
nuta de Al (care ruleaza pe GPU-uri Nvidia),
pentru a identifica, in mod asemanator,
culturile si buruienile. n loc sa le stropeas-
ca cu erbicide, acesta arde buruienile cu
lasere de carbon de 150 de wati.
Versiunea comerciala a LaserWeeder este
un modul care poate fi atasat la un tractor.
De asemenea, compania testeaza o versiune
complet autonoma.

COMBINE

John Deere si-a echipat combinele cu
navigatie prin satelit inca de la mijlocul
anilor 1990; sistemul sdu de navigatie este

TEHNOLOGIEL;{o]:{01 )|

fn mdsura, acum, sa se conduca singur, dar
este inca necesar un operator uman.
Deere a anuntat recent o functie denumita
“Predictive Ground Speed Automation’,
care poate fi montatd, ulterior, pe combi-
nele sale X9.

Combina este echipata cu doua camere
stereo montate in cabind, acestea masu-
rand continuu indltimea si volumul culturi-
lor. Datele obtinute sunt procesate cu
scopul de a regla automat viteza la sol.
Deere afirma ca acest lucru fi ajuta pe fer-
mieri sa creasca capacitatea combinei,
minimizand, in acelasi timp, pierderile de
cereale.

CULEGATOARE DE FRUCTE SI LEGUME
In timp ce multe sisteme agricole sunt am-
plasate la sol, un numar tot mai mare de
aplicatoare, erbicide si culegatoare mai mici
sunt, in prezent, utilizate ca echipamente
aeriene. Un exemplu este un culegator de
fructe de la Tevel proiectat pentru fructe
mai mari, dar totusi delicate, cum ar fi perele,
caisele si nectarinele.

Sistemul se bazeaza pe drone pentru cules,
folosind brate scurte care se termind cu
ventuze. Dronele sunt atasate de un vehicul
rulant principal. Sistemul utilizeazd o gama
larga de senzori sustinuti de Al si invatare
automata (ML), pentru a selecta doar fruc-
tele coapte, pentru a le culege usor si pentru
a le depozita cu grija in containere.

TEHNOLOGII POTENTIALE

Pentru a hrani o populatie mondiala esti-
mata la 9,1 miliarde de oameni pana in
2050, se estimeaza ca productia globala de
alimente ar trebui sa creasca cu aproxima-
tiv 70% fata de 2005.% Statisticile actuale
sugereazd ca nu suntem pe drumul cel bun
pentru a satisface aceasta cerere, insa
aparitia noilor tehnologii in automatizarea
agriculturii poate contribui la inversarea
acestei tendinte.

Desi unii roboti agricoli sunt mici si
proiectati in mod deliberat sa aiba un con-
sum redus de putere pentru a maximiza
timpul de operare inainte de a necesita
incarcare, unele sisteme agricole sunt - si
probabil vor fi intotdeauna — echipamente
grele, care necesita baterii mai mari, de
putere mai mare, care opereaza, de obicei,
la peste 400VDC.

Compania Vicor este specializata in com-
ponente de mare putere pentru sisteme
alimentate de la baterii, cu solutii persona-
lizate pentru robotica agricola. >
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Seria sa de convertoare BCM poate asigura
conversia bateriei de inalta tensiune la o
tensiune nominala sigura de 48V.

BCM4414, de exemplu, este capabil sa pro-
ducéd mai multde 1600 W la o eficienta de
peste 97% utilizand o capsula de 111 mm
X 36 mm X 9 mm.

Antenele de exterior LPW de la TE au un design compact si o
functionare fiabild, caracteristici necesare roboticii de exterior.

De laiesirea lor izolatd, de 48V, convertoa-
rele cu raport fix sau cu punct de sarcina
regulat pot alimenta, in functie de nece-
sitdti, linii de tensiune individuale, in aval,
cu tensiune redusa, pentru sistemele de
control, de actionare si cele cu senzori.
Pentru proiectele de automatizdri agricole,
BCM4414 poate contribui la o mai buna in-
tegrare a sistemului de comanda datorita
dimensiunilor mici, greutatii reduse, filtrarii
EMI integrate si configuratiei izolate.
Conectivitatea este necesara pentru o func-
tionare autonoma. Aceasta inseamnd, de
obicei, comunicatii prin satelit, dar, tot mai
des, se utilizeaza 5G, precum si comunicatii
de localizare prin Wi-Fi® si Bluetooth®.
Conectivitatea poate fi utilizata pentru lo-
calizarea sistemului si feedback-ul datelor,
precum si pentru controlul si operarea de la
distantd. De asemenea, este importanta
pentru transferul de date catre si de lamasini
si de la retelele de senzori implementate in
ferme. TE Connectivity / Linx Technologies
oferad o varietate de antene de exterior,

Referinte
U https://www.copa-cogeca.eu/EUROPEANFARMING

B S exploram lumea robotilor agricoli

precum seria IPW. Aceasta acopera gama de
frecvente de la 617MHz la 7,1GHz, ceea ce
le permite sa suporte optiuni celulare, Wi-Fi
si LPWA/ISM. Cu un castig de pana la 8,7dBi
si un nivel de protectie IP67, antenele asigu-
ra o conexiune puternicd in zonele rurale si
o protectie de lungd durata impotriva pra-
fului si a apei.

© Mouser Electronics

Datorita unor tehnologii inovatoare in mate-
rie de senzori, este posibila realizarea de cu-
legatoare de fructe automate si autonome.
Senzorii de imagine sunt utilizati pentru a
gasi fructe diferite si pentru a detecta culoa-
rea si gradul de coacere.

Senzori precum AR2020 Hyperlux de 20MP
de la onsemi oferd imagini cu o rezolutie in-
credibil de mare si 0 gama dinamica imbu-
natatita pentru a asigura acuratetea aplica-
tiilor de viziune artificiala chiar si in medii
exterioare dificile.

Pentru a echilibra performanta in raport cu
consumul de energie, senzorul incorporea-
za, totodatad, o serie de caracteristici inteli-
gente, cum ar fi modurile “Wake-On-Motion”
(WOM) si “subsampling” (n.red.: subesanti-
onare - tehnicd folositd pentru a reduce rata
de esantionare a semnalelor, adicd reducerea
frecventei cu care sunt prelevate datele. In loc
sd colecteze date continuu la o ratd mare,
senzorul preia date la intervale mai mari,
ceea ce ajutd la economisirea energiei si a
latimii de bandd).

2 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-05-23-186-en-n.pdf
3 https://www.nfuonline.com/updates-and-information/nfu-horticulture-mid-season-labour-survey-results
4 https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
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Senzorii de pozitie au devenit suficient de
precisi pentru ca dispozitivele de manipu-
lare, inclusiv ghearele, ventuzele si foarfecele
pentru tdierea strugurilor din vita de vie, sa
poata colecta fructele fara a le deteriora.
Murata Electronics ofera o gama larga de
senzori MEMS, cum ar fi accelerometrul
SCA3100-D07-1 si giroscopul SCC2230-D08-05,
pentru sistemele de pozitionare care sunt
foarte sensibile la fortele inertiale si la presi-
une, dar insensibile la alte variabile de mediu.
Senzorii capacitivi de la Murata sunt fabri-
cati din siliciu monocristal si sticld, prezen-
tand o stabilitate excelenta in timp si la
temperaturd, iar giroscoapele sale sunt in-
deajuns de sensibile pentru a fi utilizate
pentru semnale la fel de mici precum rotatia
pamantului.

CONCLUZIE

De la utilizarea primei semanatoare pana la
dezvoltarea robotilor autonomi de culegere
a salatei, motivele pentru automatizarea
proceselor agricole nu s-au schimbat nicio-
data. Robotii agricoli vor imbunatati securi-
tatea alimentara pentru o populatie globala
in crestere, permitand o recoltare mai
eficienta, eficace si economica a culturilor.
Acesta este exemplul perfect de tehnolo-
gie incredibil de sofisticata utilizata pentru
un scop simplu, in beneficiul tuturor.

Despre autor:
In calitate de Director

de continut tehnic al

Mouser Electronics pen-

tru EMEA, Mark este

responsabil pentru cre-

area si difuzarea conti-

nutului tehnicin regiune

- esential pentru strate-

gia Mouser de a sprijini, informa si inspira
audienta sa specializata in inginerie.
Experienta anterioara a lui Mark acopera
diverse functii de inginerie practicd, asis-
tenta tehnica, vanzari de semiconductori
si diverse functii in domeniul marketing-
ului. Mark detine o diploma in inginerie
electronica de la Universitatea Coventry.
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Renesas lanseaza grupul de
microcontrolere “entry-line” - RA8

Renesas Electronics Corporation a lansat
grupurile de microcontrolere RA8E1 si
RA8E2, extinzand cea mai puternica serie
de microcontrolere din industrie. Lansate in
2023, microcontrolerele din seria RA8 sunt
primele care implementeaza procesorul
Arm® Cortex®-M85, ceea ce le permite sa
ofere performante de 6,39 Coremark/MHz",
lider de piata. Noile microcontrolere RASE1
si RA8E2 ofera aceleasi performante, dar
cu un set de caracteristici simplificat care
reduce costurile, facandu-le candidate ex-
celente pentru aplicatii de volum mare,
cum ar fi automatizari industriale si casnice,
echipamente de birou, asistenta medicala
si produse de larg consum.
Microcontrolerele RA8E1 si RA8E2 utilizeaza
tehnologia Arm Helium™, extensia vecto-
riala M-Profile de la Arm, care oferd o cres-
tere de pana la 4 ori a performantei pentru
implementarile DSP (digital signal processor)
si ML (machine learning) fata de microcon-
trolerele bazate pe procesorul Arm Cortex-
M?7. Aceastd crestere a performantei permite
aplicatii in domeniul cu crestere rapida al
AloT, unde performanta ridicata este cruciala
pentru executarea modelelor Al.
Dispozitivele din seria RA8 integreaza ca-
racteristici de consum redus de putere si
mai multe moduri de consum redus de pu-
tere pentru a imbunatati eficienta consu-
mului de energie, chiar si in timp ce oferd
performante de top in industrie. O combina-
tie de moduri de consum redus de putere,
domenii de putere independente, gama de
tensiune mai mica, timp de trezire rapid si
curenti activi si de asteptare scazuti permite
un consum redus de putere al intregului
sistem si sa indeplineasca cerintele de re-
glementare. Noul nucleu Arm Cortex-M85
efectueaza, de asemenea, diverse sarcini
DSP/ML la un consum redus de putere.
Microcontrolerele din seria RA8 sunt sus-
tinute de pachetul software FSP (Flexible
Software Package) al Renesas.

www.electronica-azi.ro

FSP permite dezvoltarea mai rapida a apli-
catiilor prin furnizarea intregului software
de infrastructurad necesar, inclusiv RTOS
multiplu, BSP, drivere periferice, middle-
ware, conectivitate, retea si suport Trust-
Zone, precum si software de referinta
pentru a construi solutii complexe de Al,
control al motoarelor si cloud.

Aceasta permite clientilor sa isi integreze
propriul cod mostenit si sa isi aleaga pro-
priul RTOS cu FSP, oferind astfel flexibili-
tate deplind in dezvoltarea aplicatiilor.
Utilizarea FSP va facilita migrarea proiec-
telor existente catre noile dispozitive din
seria RA8.

Principalele caracteristici ale RASE1

o Nucleu: 360 MHz Arm Cortex-M85 cu
Helium si TrustZone

o Memorie: TMB Flash, 544 KB SRAM,
1KB standby SRAM, 32KB I/D caches

MICROCONTROLERE

« Periferice: Ethernet, XSPI (SPI octal), SPI,
I2C, USBFS, CAN-FD, SSI, ADC 12-biti, DAC
12-biti, HSCOMP, senzor de temperaturd,
CEU 8-biti, GPT, LP-GPT, WDT, RTC

« Capsule: 100/144 LQFP

Principalele caracteristici ale RASE2

¢ Nucleu: Arm Cortex-M85 de 480 MHz
cu Helium si TrustZone

« Memorie: 1TMB Flash, 672 KB SRAM,
1KB SRAM standby, 32KB cache I/D

« Periferice: memorie externa I/F pe 16-biti,
XSPI (SPI octal), SPI, I2C, USBFS, CAN-FD,
SSI, ADC 12-biti, DAC 12-biti, HSCOMP,
senzor de temperaturd, GLCDC,2DRW,
GPT, LP-GPT, WDT, RTC

» Capsule: BGA 224

Combinatii castigatoare

Renesas a combinat noile microcontrolere
RAB8E1 si RA8E2 cu numeroase dispozitive
compatibile din portofoliul sdu pentru a
oferi 0 gama larga de combinatii castiga-
toare, inclusiv un sistem Al entry-level pen-
tru voce si viziune si o interfatd om-masina
(HMI) pentru electrocasnice.

Aceste proiecte sunt arhitecturi de sistem
verificate din punct de vedere tehnic
provenite de la dispozitive compatibile
intre ele, care functioneazd impreuna fara
probleme pentru a oferi un proiect opti-
mizat, cu risc redus, pentru o lansare mai
rapida pe piata.

" Benchmark-ul CoreMark®al EEMBC mdsoard performanta
microcontrolerelor si unitdtilor centrale de prelucrare
utilizate in sistemele embedded.

m Renesas Electronics Corporation
WWW.renesas.com
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Figura 1:
Dronele pentru consti-
entizarea situatiei va-
riazd ca design, in func-
tie de sarcinile specifice
de zbor si de spatiile de
decolare si aterizare.

\. J

Dronele au apdrut ca instrumente versatile si puternice pentru monitorizare aeriand in multe
industrii. Echipate cu senzori si camere avansate, acestea joacd un rol esential in colectarea de
date despre tinte specifice pentru recunoasterea dezastrelor, aplicarea legii, agriculturd, topografie
si multe altele. In functie de aplicatie, datele pot fi stocate si analizate pentru a fi examinate ulterior
sau prelucrate la bord pentru a oferi informatii utile procesului decisional, in timp real, pe durata

unei operatiuniin curs.

DRONE DE SUPRAVEGHERE iN ACTIUNE
Pentru a raspunde diverselor cazuri de uti-
lizare, dronele trebuie sa fie configurate
flexibil, in functie de caracteristicile dispozi-
tivelor montate pe acestea.

Autoritatile de paza de coastd, de exemplu,
utilizeazd dispozitive de radio frecventa (RF)
pentru a capta semnale privind interven-
tiile de salvare in domeniul maritim.
Senzorii multispectrali, capabili sa capteze
simultan cinci benzi discrete de culori, sunt
perfecti pentru analiza agricola. lar senzorii
hidro-spectrali sunt utili pentru identifica-
rea proliferdrii algelor ddunatoare in lacuri.
Pentru modelarea 3D a peisajelor este ne-
cesara captarea si prelucrarea unor seturi
masive de imagini LiDAR (Light detection
and ranging), utile pentru proiecte geostiin-
tifice, peisagistice si de constructii urbane.
Dispozitivele dedicate montate la bord co-
respund unui principiu de proiectare stan-
dard, care abordeaza toate aceste scenarii.
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Cu astfel de sisteme, este posibil ca dronele,
care trebuie sa faca fatd unor cerinte speci-
fice de zbor, sa fie echipate in cateva secun-
de cu dispozitivele adecvate pentru inde-
plinirea sarcinilor operationale (Figura 1).
Unele activitati pot necesita drone cu de-
colare verticala foarte manevrabile, altele mai
conventionale, asemdndtoare unui avion sau
chiar configuratii amfibii.

In cazul in care fiecare componenta a unui
astfel de echipament este, totodatd, proiec-
tata tinand cont de modularitate, este po-
sibil sa se realizeze o configurare rapida a
performantelor pentru a obtine sistemul
potrivit pentru sarcina potrivita.

Cu toate acestea, exista o serie de aspecte
care trebuie luate in considerare, mai ales
atunci cand respectivele echipamente
functionale ar putea fi utilizate in medii
periculoase.

PROVOCARI COMUNE PRIVIND PROIEC-
TAREA ECHIPAMENTELOR FUNCTIONALE
Proiectarea echipamentelor utile care se
monteaza la bord reprezinta o provocare,
intrucat cerintele de robustete si de nalta
performanta intra in conflict cu limitarile
legate de dimensiuni, greutate, putere si
costuri (cunoscute si ca SWaP-C). Dispozi-
tivele embedded din interiorul carcasei
trebuie sa reziste la 0 gama extinsa de
temperaturi cuprinse intre -40°C si +85°C,
deoarece se pot incalzi destul de mult in
conditiile soarelui de vara.

Pentru controlul zborului, precum si pentru
procesarea si stocarea datelor, este nevoie
de o platforma de calcul embedded puter-
nica pentru a gestiona toate aceste sarcini
de lucru in timp real. In plus, este posibil s&
fie necesara si conectarea cu sistemele de
control centrale prin intermediul comuni-
catiilor prin satelit.


https://www.dreamstime.com/silhouette-drones-sky-red-sunset-seven-flying-orange-sun-set-image139754773
https://www.dreamstime.com/colicaranica_info
https://www.dreamstime.com/photos-images/drones.html

Deoarece dimensiunea este strict limitatd,
iar consumul redus de putere trebuie sa fie
cat mai mic posibil, inginerii specializati in
proiectarea dronelor cauta o platforma de
calcul de nalta performanta pentru a ras-
punde acestor cerinte conflictuale.

Platforma trebuie sa fie, de asemenea, un
produs standard care sa fie la fel de inter-
schimbabil precum camera sau alte echipa-
mente functionale utile. in plus, aceasta
trebuie sa raspunda cat mai bine posibil
cerintelor specifice de interfatare, procesare
si stocare. Inginerii solicita flexibilitate ridi-
cata in proiectare si scalabilitate, pe masura
ce noile tehnologii privind dispozitivele
functionale de la bordul dronelor evoluea-
za pentru a permite imbunatatirea nucleu-
lui de calcul. Solutia este utilizarea unui
computer-pe-modul (COM).

Avantajul oferit de aceste module este
acela ca sunt disponibile ca super-compo-
nente gata pentru aplicatie. intr-un singur
pachet validat din punct de vedere func-
tional, acestea dispun de toate elementele
de baza si interfetele esentiale ale unui
computer embedded.

Producatorii OEM pot cumpara COM-uri
cu toate pachetele de suport pentru placi
(BSP — Board Support Package) necesare,
inclusiv drivere si instrumente software.
Adesea, se oferd si accesorii optionale,
cum ar fi solutii de rdcire personalizate si
placi purtatoare (carrier) de evaluare.

( )

Figura 2:

Noul factor de forma COM-HPC Mini va
permite o noud clasa de performantd
pentru drone. Pe o amprentd un pic
mai mare (95x70mm), acesta dispune
de 400 de pini pe placa purtdtoare — cu
81% mai mult decdat COM Express Mini
sau alti factori de formda precum

SMARC sau Qseven.
\_ J

SSEFEY 0 COM-HPC Mini

Aceastd capabilitate ajuta la o simplificare
considerabila a procesului de proiectare,
reduce riscurile de proiectare si imbuna-
tateste timpul de lansare pe piatd, fara a
renunta la flexibilitatea proiectarii.

STANDARDE COM DESCHISE

Odata cu aprobarea specificatiei COM-HPC
1.2 pentru formatul COM-HPC Mini, PICMG
a extins considerabil capabilitatile legate de
performanta ale modulelor COM Express
Mini existente intr-un factor de forma mai
compact. Noul modul raspunde, astfel, ne-
voilor de performantd in continua evolutie
ale inginerilor specializati in domeniul
dronelor (Figura 2).

COM-HPC Mini ofera, de asemenea, multe
interfete pe care COM Express Mini nu le
poate asigura. Acestea includ USB 3.2 cu
20 Gbiti/s, USB 4.0 cu 40 Gbiti/s, PCle Gen
5/6 cu pana la 16 benzi (lane-uri), NVMe si
multe altele. Cu un conector de mare viteza
de 400 de pini, COM-HPC Mini poate su-
porta rate de transfer de peste 32 Gbiti/s,
suficient pentru a suporta PCle Gen 5.0
sau chiar Gen 6.0.

In comparatie cu COM Express Basic sau
Compact, care ambele ofera cate 440 de
pini, este disponibila 90% din capacitatea
modulelor client complete Type 6 sau a mo-
dulelor server edge headless (Type 7). Cine
nu are nevoie de 100% din capacitate poate,
in consecinta, sa migreze catre o solutie mai

economica sau mai adecvatd nevoilor cu-
rente, fard a compromite performanta.
Totusi, performanta si conectivitatea nu
sunt singurele criterii de proiectare convin-
gatoare. Un aspect si mai important este ca
tehnologia COM-HPC Mini - la fel ca COM
Express Mini — este un standard indepen-
dent de furnizor, proiectat pentru a aduce
performanta procesoarelor comerciale de
ultima generatie in domeniul industrial
prin utilizarea foilor de parcurs embedded
ale furnizorilor de procesoare precum Intel
sau AMD.

Aceste dispozitive asigura modele extrem
de flexibile, care permit personalizari indi-
viduale intr-un timp mult mai scurt, deoa-
rece oferd un nucleu de calcul gata pentru
aplicatie intr-un factor de forma standardi-
zat, de mdrimea unei carti de credit. Toate
modulele oferd aceleasi interfete la aceiasi
pini, ceea ce le face usor interschimbabile.
Aceasta flexibilitate ajuta la scalabilitate si la
upgrade-uri pentru generatia urmatoare de
procesoare. Tot ceea ce trebuie facut este sa
se schimbe modulul.

MODULE COM PENTRU

FLEXIBILITATE SI SCALABILITATE
Interfetele personalizate sunt implemen-
tate pe placile purtatoare (carrier) ale modu-
lului. Desigur, acest lucru necesitd o placa
purtatoare adaptata nevoilor utilizatoru-
lui, ceea ce genereaza costuri de inginerie
nerecurente (NRE). >»

© congatec
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Oricum, proiectarea acestor PCB-uri este
mult mai putin complexa decat construirea
unui computer pe o singura placa (SBC)
complet personalizat, cu toate implemen-
tarile logice necesare pe care revanzatorii
de computere-pe-module cu valoare addu-
gata le ofera ca serviciu standard.

Uneori, nici macar nu este nevoie de o
placa purtatoare personalizata. De exem-
plu, un partener de ecosistem al congatec
a putut utiliza pentru dronele sale o placa
purtatoare COM Express Type 10 standard.
Acesta este un avantaj major, deoarece
astfel de placi purtatoare sunt disponibile
imediat, fiind livrate, de obicei, in termen
de 2-3 zile de la primirea comenzii.

Utilizarea unei placi purtdtoare standard are
ca rezultat o platforma care este imediat
gata de implementare, deoarece functio-
narea acesteia cu modulul preferat a fost
deja dovedita.

Unul dintre principalele motive pentru
alegerea acestei placi purtdtoare a fost ca
are exact aceeasi amprentd (84x55 mm) ca
a modulului COM Express Mini. Acest lucru
este ideal pentru aplicatiile cu spatiu limitat
din drone. De asemenea, este proiectata
pentru medii dificile cu conditii exigente si
suporta intervale de temperatura extinse
intre -40°C si +85°C.
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VIITORUL OFERIT DE

SOLUTIA COM-HPC MINI

Tn prezent, modulele COM Express de la
congatec, avand diverse clase de perfor-
manta, suntimplementate in drone pentru
a efectua sarcini de calcul precum executa-
rea inregistrarilor si gestionarea comunica-
tiei prin satelit cu operatorii centrali.

Aceasta abordare modulara permite dez-
voltatorilor de drone sa actualizeze toate
procesoarele echipamentelor functionale
in cateva secunde, prin simpla schimbare a
modulului.

Odata cu aparitia noilor module COM-HPC
Mini, imaginati-va ca partenerul de ecosis-
tem lanseaza aceeasi placa purtatoare cu
interfete identice (Figura 3). In acest caz,
producatorul de drone ar putea face un
nou upgrade la noua clasa de performanta
COM-HPC achizitionand totul de pe raft.
Nu credeti cé ar fi o idee extraordinara?

Pentru moment, doar placa purtdtoare ar
trebui sa se adapteze la noul standard
COM-HPC 1.2. Toate componentele ar putea
ramane la fel daca cerintele de perfor-
mantd raman neschimbate.

Dar, pana la urma, costurile NRE care ar tre-
bui cheltuite sunt gestionabile si mult mai
mici decat in cazul unei proiectari persona-
lizate complete.

( )
Figura 3:

Odata cu disponibilitatea
modulelor COM-HPC Mini
de la congatec, partenerii
din ecosistem intentionea-
zd sa lanseze pldci purtd-
toare “form-fit-function’.

Desigur, avand in vedere ca modulele
COM Express Mini si pldcile purtatoare
COTS (Commercial Off-The-Shelf) existente
au o amprenta putin mai mica decat noul
standard COM-HPC, care este de 95x70
mm, nu este posibil sd se ajunga la o potri-
vire exacta a dimensiunilor.

Cu toate acestea, pe baza principiului
Pareto, 80% dintre placile purtatoare COM
Express Mini disponibile la nivel mondial
ar putea fi adaptate in acest fel. Astfel,
securitatea pe termen lung a proiectarii va
fi intotdeauna garantata, chiar si dincolo
de un factor de forma standard.

= congatec
www.congatec.com


https://www.congatec.com/en/
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Cand securitatea
bazata pe micro-
controler nu mai
este suficienta

SECURITATEA IN APLICATIILE INDUSTRIEI 4.0

O consecintd a miniaturizdrii sistemelor pe cipuri este aceea ca
memoria flash trebuie sd fie, din ce in ce mai mult, implementata
in afara sistemului. Acest lucru aduce cu sine noi cerinte de
securitate care trebuie indeplinite urgent, in special in sistemele

de retea critice.

Autori:

Chen Grace Wang, Corporate Product Manager Digital la Rutronik
Slaven Dekic, Field Application Engineer Memory Solutions la Infineon

Cresterea rapida a numarului de sisteme
conectate in retea, in intreaga lume, pro-
voaca o nevoie din ce in ce mai mare de
securitate a acestora. Motivul este ca fiecare
dispozitiv inteligent conectat in retea este
o tinta potentiala pentru atacurile ciberne-
tice. In acelasi timp, progresele inregistrate
in domeniul sistemelor pe cipuri (SoC)
determinad ca tehnologiile de fabricatie sa
reducd la minimum dimensiunile practice
ale nodurilor de procesare astfel incat sa se
obtina puterea si performantele necesare
pentru aplicatiile de calcul intens. Cu toate
acestea, integrarea memoriei nevolatile
(NVM) devine din ce in ce mai dificila pe
masura ce nodurile de procesare scad la 22
nm si mai putin. In particular, tehnologia
NOR flash embedded a devenit exagerat de
costisitoare pentru a fi implementata in

aceste noduri mici.In consecinta, sistemele
care utilizeaza SoC-uri de inalta performan-
ta au nevoie de o alternativa la memoria
flash embedded si revin la solutia memoriei
externe incorporate (Figura 1).

SOC-URILE DE ULTIMA GENERATIE
NECESITA MEMORIE FLASH EXTERNA
Timp de decenii si, indiferent de industrie,
strategia tipica de dezvoltare a sistemelor
electronice a fost de a integra mai multe
functii - inclusiv o capacitate de memorie
mai mare - in cat mai putine cipuri.
Aceasta tendintd a condus la arhitecturi SoC
care permit sisteme embedded complexe
pe un singur cip. Pentru a creste perfor-
manta acestora si pentru a reduce costurile,
furnizorii de dispozitive SoC s-au bazat pe
noduri de procesare inovatoare.

[EEMER] Extragerea memoriei flash embedded (eFlash) din SoC.

©Infineon
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Pe de alta parte, evolutia tehnologiei semi-
conductorilor a facut din ce in ce mai dificila
incorporarea memoriei flash intr-un SoC,
fortand dezvoltatorii de sisteme sa stocheze
codul critic si datele de sistem intr-o memo-
rie flash externa.

Proiectele cu memorie flash externa prezin-
ta, insa, si avantaje: De exemplu, SoC-ul
poate fi ales doar pe baza performantelor
sale, iar densitatea adecvata a memoriei
flash pentru un anumit proiect poate fi
specificata separat.

Dimensiunile programelor sunt din ce in ce
mai mari, iar aplicatiile actuale stocheaza si
proceseaza mai multe date decat au facut-o
vreodata. Chiar daca un SoC include o
memorie NVM embedded, in multe cazuri
este necesara o capacitate suplimentara de
memorie externd. Atunci cand se poate
alege liber cea mai potrivita capacitate de
memorie flash externd, costurile sistemului
sunt reduse, iar eficienta sistemului global
este optimizata.

MEMORIA EXTERNA ARE CERINTE

DE SECURITATE DIFERITE

Memoria pe cip este strans legata de restul
SoC-ului in care se afla si este privita ca
fiind mult mai“demna de incredere” decat
memoria externd conventionald. Motivul
este acela c3, fiind un dispozitiv de sine
statator, memoria este mai vulnerabild la
atacurile fizice. Chiar si datele criptate care
se afla in memoria flash externa pot fi o
tinta usoara pentru anumite atacuri.

Unele dintre principalele amenintari care
trebuie luate in considerare la securizarea
memoriei flash externe includ:

» Impersonarea tranzactiilor catre sau din
memoria flash, fara autorizatie

o Alterarea codului stocat, a datelor stocate,
a parametrilor si a jurnalelor

» Repetarea tranzactiilor pentru a readuce
continutul memoriei flash la versiuni
vechi, nesigure

o Obtinerea de cheiin timpul implemen-
tarii intr-un mediu nesigur

« Atacuri de tip “snooping” (man-in-the-
middle) asupra tranzactiilor catre/de la
dispozitivele flash

o Efectuarea de atacuri pe canale laterale
(side-channel attacks) asupra unei memorii
flash pentru a observa sau a obtine
continutul acesteia

Pentru a aborda toate aceste amenintari si
alte vulnerabilitati de securitate ale memo-
riei flash externe, dispozitivul trebuie sa
ofere urmatoarele caracteristici:
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Arhitectura familiei de memorii flash NOR Semper Secure de la Infineon.

©Infineon

» Oancord deincredere bazatd pe hardware
(root-of-trust) pentru a preveni modifi-
carea sau alterarea, copierea sau alte
efecte ale unui atac asupra codului
si/sau datelor stocate in memoria flash

 Actualizari securizate de la microcontroler
sau de la cloud printr-o combinatie de
protectie de la un capat la altul cu
tranzactii autentificate si criptate prin
magistrala (bus), regiuni securizate cu
metode de acces la citire/scriere, spatiu
de memorie securizat pentru chei si
contoare monotone nevolatile (n.red.:
Contoare care nu pot fi resetate si care
pdstreazd valoarea chiar si dupa o intre-
rupere de alimentare, utilizate pentru a
asigura unicitatea si securitatea
operatiunilor).

o Cost redus prin eliminarea nevoii de
dispozitive de securitate suplimentare
(de exemplu, un modul de platforma de
incredere) si de modificare a placii cu
circuite imprimate, inclusiv suport pentru
interfetele seriale flash populare

MEMORIE FLASH SECURIZATA
PENTRU APLICATII CRITICE

Gratie memoriei Semper-Secure NOR Flash,
Infineon ofera cea mai avansatd, securizata
si fiabila memorie flash din industrie, dupa
cum sustine furnizorul. Este proiectata pen-
tru sigurantd functionald, efectueaza diag-
nosticarea si corectarea datelor si este con-
forma cu cerintele 1SO 26262.

www.electronica-azi.ro

Pe langd acestea, Semper Secure adaugd o
radacina de incredere hardware si optiuni
pentru criptografie asimetrica sau simetrica.

Mixul de securitate si protectie face din
Semper Secure NOR Flash o memorie ideala
pentru aplicatiile critice in care defectiunea
nu este o optiune.

Memoriile flash externe sunt conectate la
SoC-ul gazda prin intermediul unei inter-
fete de memorie seriald si al unui bus. Acest
lucru le face vulnerabile la atacuri de tip
“replay” si“man-in-the-middle”.

©Infineon

Datorita caracteristicilor sale de
securitate, memoria Semper-Secure
NOR Flash oferd sistemelor sensibile
din punct de vedere al securitdtii un
nivel ridicat de protectie impotriva
diferitelor amenintari.

Deoarece datele critice sunt schimbate
intre mai multe dispozitive semiconduc-
toare, nu este suficient sa protejam doar
SoC-ul gazda.

Memoria flash externa si comunicatia bidi-
rectionala dintre cele doua trebuie, de
asemenea, sa fie securizate.

Semper-Secure-NOR-Flash rezolva aceasta
problema prin autentificarea si/sau cripta-
rea tranzactiilor dintre SoC-ul gazda si me-
morie. Acest lucru asigurd autenticitatea,
confidentialitatea si integritatea datelor,
precum si protectia impotriva atacurilor de

tip “replay”.

Semper Secure extinde mediul de proce-
sare securizat dincolo de SoC-ul gazds, la
memoria externa NOR flash, prin compati-
bilitatea cu diferite tipuri de tranzactii secu-
rizate, inclusiv citirea, programarea si sterge-
rea autentificate, precum si citirea, progra-
marea si stergerea criptate.

= Rutronik
www.rutronik.com
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O noud era a procesului de productie

Autor:

Eric J. Halvorson
Senior Marketing
Technology Manager,
Automation & Control
DigiKey

Exista o serie de factori care accelereaza
adoptarea automatizarii in productie,
printre care:

« Cresterea eficientei si productivitatii:
Automatizarea poate reduce semnificativ
costurile cu forta de munca, poate
imbunatati viteza de productie si poate
minimiza timpii de inactivitate.

« Imbunéatatirea calitatii si consecventei:
Sistemele automatizate pot asigura o
calitate constanta a produselor, reducand
defectele si operatiile de reprelucrare.

« Flexibilitate sporitd: Tehnologiile moderne
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Peisajul procesului de productie trece printr-o transformare profundd,
determinatd, in primul rand, de adoptarea rapida a automatizarilor
industriale. De la liniile de asamblare traditionale la fabricile puternic
interconectate si bazate pe date, automatizarea revolutioneazd modul

in care sunt fabricate produsele.

de automatizare permit producatorilor
sa se adapteze rapid la cerintele in
schimbare ale pietei si la diversele
variatii ale produselor.

« Decizii bazate pe date: Automatizarea
genereaza cantitdti mari de date care
pot fi analizate pentru optimizarea
proceselor, imbundtatirea eficientei si
identificarea problemelor potentiale.

o Lipsa fortei de munca: In multe regiuni,
disponibilitatea fortei de munca califi-
cate este limitatd, facand din automati-
zare o solutie viabila.

TEHNOLOGII EMERGENTE

CARE MODELEAZA VIITORUL

La DigiKey, am urmarit indeaproape im-
pactul pe care diverse tehnologii I-au avut
sau il vor avea asupra viitorului productiei.
Robotica, inteligenta artificiala, internetul
lucrurilor si realitatea augmentata deschid
0 noud era a productiei.

ROBOTICA

Sistemele robotice avansate pot efectua
sarcini cu o precizie si o complexitate mai
mari decat au fost vreodata.



Robotii colaborativi (coboti), robotii mobili
autonomi (AMR) si vehiculele cu ghidare
automata (AGV) vor continua sa creasca in
popularitate. AMR-urile ofera posibilitatea
de alucra in spatii inguste in care substan-
tele chimice toxice si utilajele grele pot
reprezenta un pericol pentru oameni.
Utilizand senzori, viziune artificiala si inte-
ligenta artificialda, AMR-urile sunt capabile
sa navigheze prin imprejurimi cu precizie si
complet independent de controlul uman.
AGV-urile sunt o solutie excelenta pentru
manipularea materialelor in depozite si
instalatii de distributie. Acestea se depla-
seaza pe trasee prestabilite prin programa-
rea software-ului si utilizarea de senzori
precum LiDAR. AGV-urile au fost create
pentru a indeplini sarcini precum mutarea
paletilor sau indepartarea gunoiului.
Cobotii au apdrut pe piata de ceva vreme.
Sunt roboti proiectati sa lucreze in prezenta
oamenilor. Acestia se ocupa de sarcini
usoare si chiar periculoase pentru a degreva
oamenii de sarcini mai complicate.

www.electronica-azi.ro

Coboatii sunt prevazuti cu o serie de senzori
pentru a detecta prezenta oamenilor sau a
obstacolelor. Utilizand scanere laser, cobotii
reduc viteza in zone prestabilite pentru a
spori siguranta lucratorului.

INTELIGENTA ARTIFICIALA (Al)

Al a luat cu asalt intreaga lume si este utili-
zata pentru a optimiza procesele de pro-
ductie, a prezice defectiunile echipamen-
telor si a imbunatati controlul calitatii.
Vedem cum Al este utilizata pentru a pro-
grama PLC-uri si roboti, pentru a face pre-
viziuni exacte privind programarea produc-
tiei, plus multe altele.

In ultimii doi ani, tehnologia gemenilor di-
gitali a devenit din ce in ce mai populara in
fabrici. Gemenii digitali ofera producatorilor
posibilitatea de a vizualiza cu exactitate in-
treaga lor hald intr-un mediu simulat. Acest
lucru oferd producatorilor sansa de a vedea
felul in care modificdrile din programare ar
afecta productia din lumea reald, reducand
timpul ciclului de proiectare si testare si
imbunatatind rezultatele. Adaugarea inteli-
gentei artificiale poate spori acuratetea si
realismul gemenilor digitali prin utilizarea
viziunii computerizate, a invatdrii automate si
ainvatarii profunde pentru a analiza datele
provenite de la senzori, camere si alte surse.

De asemenea, Al poate genera modele 3D
realiste ale obiectelor si mediilor fizice utili-
zand retele generative adversariale (GAN)
si alte tehnici. Al poate permite gemenilor
digitali sa execute simuldri si scenarii pentru
a optimiza performanta, eficienta si suste-
nabilitatea.

De asemenea, Al poate ajuta gemenii digi-
tali sa invete din propriile experiente, sa se
adapteze la conditiile in schimbare si sa
ofere informatii si recomandari bazate pe
datele si rezultatele simularilor.

INTERNETUL LUCRURILOR (IOT)
Dispozitivele conectate si senzorii permit
monitorizarea in timp real a proceselor de
productie, facilitand intretinerea predictiva
si imbunatatind eficienta generald. Prolife-
rarea loT a condus, de asemenea, la aparitia
unora dintre cele mai inovatoare tehnologii
de senzori de pe piata. loT continua sa sti-
muleze tehnologia senzorilor si conectivi-
tatea pentru a obtine, in cele din urma, un
produs final mai valoros.

Desi intretinerea predictiva exista de mult
timp, in ultimii ani, a crescut enorm nevoia
de a colecta date din fiecare etapa a proce-
sului de productie industriala. Fiecare pas
din cdlatoria unui produs fabricat este ana-
lizat. Senzorii monitorizeaza vibratiile, tem-
peraturile, zgomotul, umiditatea si multe
altele intr-un efort de a reduce risipa si pier-
derile prin asigurarea ca o linie de productie
functioneaza la eficienta maxima.
Sistemele de monitorizare a stdrii masinii
anunta cand un rulment sau un motor
ajunge la sfarsitul ciclului sau de viata. Au
disparut zilele in care se trimitea un tehnician
in fabrica pentru a efectua intretinerea de
rutind programata a unui motor doar pentru
ca asa era prevazut in calendar. Avand abili-
tatea de a monitoriza fiecare detaliu al per-
formantei motorului, acum stim exact cand
acesta se va defecta si cand ar trebui sa
comandam inlocuirea lui. >
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Acest lucru inseamna mai putine situatii
de oprire a liniei de productie sau de redu-
cere a capacitatii acesteia, minimizand,
astfel, pierderile in ceea ce priveste randa-
mentul fabricii.

REALITATEA AUGMENTATA (AR)

AR, una dintre tehnologiile imersive cu cea
mai rapida crestere, poate oferi lucratorilor
informatii si instructiuni in timp real, im-
bunatatind productivitatea si reducand ero-
rile. Anul trecut, am participat la o expozitie
unde am vazut un electrician folosind AR
pentru a diagnostica o problema la un ta-
blou si a efectua reparatia. AR a furnizat elec-
tricianului un proces etapizat si i-a permis sa
repuna panoul in functiune intr-un timp
foarte scurt. Tehnologia imersiva precum
realitatea virtuala (VR) poate fi utilizata si in
alte moduri, cum ar fi instruirea angajatilor
in ceea ce priveste operatiunile din fabrica
si aptitudinile tehnice legate de intretinere.
Acest lucru contribuie la reducerea timpului
necesar obtinerii competentelor si la trans-
ferul unui nivel ridicat de abilitati tehnice,
informatii despre fabrica si o buna constien-
tizare a situatiei.

APLICAREATEHNOLOGIILOR EMERGENTE:
EXEMPLE DIN LUMEA REALA

In noul sezon al seriei noastre video Factory
Tomorrow (Fabrica de mdine), DigiKey a cola-
borat cu producatori de talie mondiala, pre-
cum Siemens si Banner Engineering, pentru
a explora produsele si tehnologiile care mo-
deleaza fabrica de astazi, mutand-o in viitor.
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Am vizitat Siemens la LIFT Technologies din
Detroit, Michigan, unde am vazut, pe viu,
aplicatii ale tehnologiei Digital Twin (Geamdn
digital) utilizate pentru a eficientiza procesul
de fabricatie. Cu ajutorul simularii si analizei
in timp real, am putut vedea cum transfor-
marea digitald a procesului de fabricatie
permite producatorilor sa creeze o noua
eficienta care sd creasca productia, redu-
cand, totodata, erorile si risipa.

Am vizitat apoi sediul Banner Engineering
din Minneapolis, Minnesota, unde am aflat
mai multe despre progresul lloT (Internetul
Industrial al Lucrurilor) si despre rolul pe
care il joacd in comunicatia la nivelul fabricii.
La Banner Engineering, am putut vedea cum
activarea comunicatiei intre masini imbu-
natateste eficienta generald si creste longe-
vitatea activelor mecanice, protejand inves-
titiile producdtorilor. Banner Engineering
continua sa creeze solutii iesite din comun
si usor de utilizat, ce pot fi conectate ime-
diat (plug-and-play), ceea ce face ca adop-
tarea acestora de catre clienti sa fie chiar
mai usoara decat au fost vreodata.

AUTOMATIZAREA FABRICII:

UN PROCES IN PLINA EXPANSIUNE
Explorand tehnologiile care modeleaza fabri-
cile de maine, este evident ca peisajul pro-
ductiei trece printr-o schimbare seismica.
Automatizarile industriale, alimentate de
progresele in robotica, Al, IoT si AR, sunt pe
cale sa redefineasca modul in care sunt
fabricate produsele.

Desi exista provocari precum investitia
initiala si schimbarea locurilor de munca,
beneficiile pe termen lung, inclusiv creste-
rea eficientei, imbunatatirea calitatii si a flexi-
bilitatii, fac din automatizare o alegere con-
vingdtoare pentru producatorii care doresc
sa rdmana competitivi pe piata globala.
Dupda cum demonstreaza parteneriatele
noastre cu Siemens si Banner Engineering,
viitorul productiei este caracterizat de o
convergenta a tehnologiei si a inovarii.
Gemenii digitali si lloT transforma parcul
industrial, permitand producatorilor sa op-
timizeze procesele, sa reduca costurile si sa
fmbunadtateasca calitatea produselor. Prin
adoptarea acestor tehnologii, companiile
imbunatati rezultatele si se pot pozitiona
pentru o crestere sustenabila in era fabricii
automatizate.

La DigiKey, intelegem importanta de aavea
la dispozitie produsele potrivite pentru a
permite automatizarea si inovarea.
Produsele noastre sunt gata de livrare ori-
unde in lume. incercdm sa usuram activi-
tatea clientilor, un aspect extrem de impor-
tant pentru echipa noastra.

Pentru mai multe informatii despre au-
tomatizare, resurse si produse, vizitati:
www.digikey.com/automation.

= DigiKey
www.digikey.ro
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subacvatice

PROVOCARI IN APLICATIILE ENERGETICE ACTUALE SI VIITOARE

In urma stirilor si a dezbaterilor politice, suntem cu totii
constienti cd un numdr semnificativ de locatii aflate in largul
mdrii din intreaga lume gdzduiesc cdmpuri de petrol si gaze.

Autor: Dar gama si amploarea aplicatiilor submarine sunt mult mai
Patrick Le Févre mari decat cele referitoare la petrol si gaze. De la cablurile de
Chief Marketing comunicatii intercontinentale, care asigurd buna functionare

and Communication

PowerBox a internetului in intreaga lume, pana la statiile de detectare a

cutremurelor de mare adancime, exista echipamente instalate
pe fundul marii la addncimi de pdnd la 4 000 de metri (13 000
de picioare) si la presiuni de pand la 400 bar (5 816 psi), care
necesitd surse de alimentare sigure si fiabile.

Asadar, in astfel de aplicatii extrem de solicitante, ce factori
trebuie sd ia in considerare inginerul specializat in electronica
de putere atunci cdnd proiecteaza solutii de alimentare?
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Figura 1

Bazd standard pentru
aplicatii subacvatice cu
sisteme de conectare la
vehicule ROV.

ARHITECTURA UNEI SURSE

DE ALIMENTARE SUBACVATICE

Cel mai des, instalatiile de pe fundul mérii
sunt alimentate de la tarm sau de la o
platforma, prin cabluri de transmisie de
fnalta tensiune pe distante lungi, pana la
statii de transformare plutitoare sau scu-
fundate. Aici, tensiunea este redusa local
la valori de curent alternativ sau continuu
cuprinse intre 300 si 900VAC sau 400 si
1500VDC pentru a alimenta echipamen-
tele locale si, in cele din urma, la tensiuni
de curent continuu mai mici pentru apli-
catia finala. Aceasta pare a fi o abordare
standard, la fel ca pentru retelele electrice
si echipamentele electronice din aplicatiile
industriale de pe pamant.

Cu toate acestea, atunci cand echipamen-
tul final este amplasat pe fundul marii si are
de-a face cu petrol, gaze sau echipamente
sensibile, nivelul de calitate si cerintele de
siguranta sunt semnificativ mai ridicate.

www.electronica-azi.ro

EEEENeIIeldd SURSE DE ALIMENTARE

Reteaua electrica submarind contine com-
ponente precum comutatoare, transfor-
matoare coboratoare, distributie de energie
si aparate de monitorizare si control care
deservesc mai multe echipamente precum
pompe, compresoare, sisteme de injectie a
apei si controlere de siguranta.

Pentru eficienta si siguranta, componen-
tele de alimentare pot fi instalate intr-o
structura de baza solida pe fundul marii
(figura 1) si interconectate prin conectori
specifici aplicatiei, capabili sa suporte ten-
siuni reduse pentru utilizarea semnalelor
si tensiuni inalte pentru sursele de alimen-
tare si sa reziste presiunii hidrostatice si
conexiunilor sub apa.

Figura 2

Sursa de alimentare
proiectata pentru a se potrivi
intr-un cilindru presurizat.

De asemenea, din motive de siguranta si
pentru a garanta functionarea neintrerupts,
reteaua locala este sustinuta de surse de ali-
mentare neintreruptibile (UPS), care ar putea
fi amplasate si pe fundul marii.

Toate componentele retelei sunt recupe-
rabile (pot fi accesate, scoase sau inlocuite,
dacd este necesar), fiind proiectate si con-
struite astfel incat sa poatd functiona in
conditii normale sau in cazul unor situatii
neprevazute. Totusi, avand in vedere ca
acestea sunt frecvent instalate la adancimi
la care oamenii nu pot lucra, acestea ar
putea avea nevoie de interventia unui ve-
hicul operat de la distantd (ROV - Remotely
Operated Vehicle) fiind proiectate tinand
cont de aceste cerinte.

CARE SUNT PARTICULARITi\TILE SURSE-
LOR DE ALIMENTARE SUBACVATICE?
Sursele de alimentare submarine sunt cla-
sificate in doud categorii majore:
o Surse autonome de alimentare cu
energie electrica (SC-PSU)
Sursele SC-PSU au fost create pentru a su-
porta presiuni foarte mari. Acestea dispun
de conectori pentru ape adanci si sunt
prevazute cu un sasiu detasabil care poate
fi operat sau mutat cu ajutorul unui vehicul
ROV. Unitatile SC-PSU necesita niveluri
foarte ridicate de expertiza in proiectarea
echipamentelor pentru ape adanci, acestea
fiind proiectate si fabricate, de cele mai multe
ori, de aceleasi companii care furnizeaza
transformatoare si substatii subacvatice.

o Surse de alimentare incorporate
(E-PSU)

Unitatile E-PSU sunt integrate in echipa-
mentul presurizat final fara a fi expuse la
presiune ridicata sau in contact cu elemen-
tul lichid. Sursele E-PSU se apropie mai mult
de sursele de alimentare industriale, dar au
o fiabilitate extrem de ridicata si functio-
nalitati dedicate in raport cu cerintele
operatorilor subacvatici.

O PRIVIRE DEANSAMBLU ASUPRA SURSEI
DE ALIMENTARE INCORPORATE (E-PSU)
Proiectantii de sisteme electronice de pu-
tere care abordeaza domeniul surselor de
alimentare subacvatice isi descriu munca
astfel: >
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I Surse de alimentare subacvatice

>

Figura 3

Sursd de alimentare proiectatd
cu o marjd mare de sigurantd
si fiabilitate.

© PRBX/VB140-384

“Trebuie proiectat un sistem de alimentare
extrem de robust, fiabil si inteligent destinat
unuia dintre cele mai ostile medii de pe
Pdmdnt, unde esecul nu este o optiune”.
Acesta este un bun rezumat al provocarilor
cu care se confrunta proiectantii atunci
cand dezvolta solutii de alimentare care
vor fi exploatate in marile adanci unde, de
cele mai multe ori, oamenii nu au acces
decat cu ajutorul ROV-urilor.

Dupa cum s-a mentionat mai sus, gama de
aplicatii subacvatice este larga si, in functie
de segmentul cdruia i se va adresa sursa de
alimentare, se aplica diferite standarde si
bune practici, insa pentru toate acestea
exista o abordare comund in ceea ce prives-
te analiza riscurilor pentru a evalua corect
tehnologia si siguranta operationala.
Calculul sarcinii electrice, facut in colabo-
rare cu producatorul echipamentului, este
una dintre primele sarcini care trebuie
luate in considerare in timpul proiectdrii
sistemului de alimentare electrica. Inginerii
trebuie sd estimeze sarcina electrica nece-
sard a tuturor elementelor subacvatice care
vor consuma energie electrica, astfel incat
sa poatd alege o sursa de alimentare adec-

Figura 4: Exemple de standarde AMI si ISO adresate vata. Fiecare sarcina locala poate fi clasifi-

aplicatiilor subacvatice pentru petrol si gaze. cata in diverse categorii, de exemplu, sarcina
vitala, esentiald si neesentiala:

©PRBX
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Figura 5
Convertor de energie a valurilor
(WEC) Mocean Energy Blue X.

 Sarcina vitala: Este posibil ca prin pierde-
rea energiei electrice sa se pund in peri-
col siguranta personalului sau sa se pro-
duca daune grave la nivelul platformei/
echipamentelor de pe fundul marii?

 Sarcind esentiala: Ar exista riscul ca prin
intreruperea alimentarii cu energie
electrica sa se produca o degradare sau
o pierdere a productiei de petrol/gaze
sau, in cazul cablurilor transcontinentale,
a comunicatiilor?

 Sarcina neesentiala: Este posibil ca lipsa
alimentarii cu energie electrica sa nu
produca niciun efect asupra sigurantei
sau productiei?

In functie de echipamentul final si de nivelul
de risc, pot fi luate in considerare diferite
tehnologii, precum o solutie de alimentare
redundantd, echilibrarea automata a sarcinii
sau comutarea resurselor de alimentare de
urgenta la UPS. In toate cazurile, sursele de
alimentare trebuie sa poata comunica cu
sistemul central de monitorizare, unde, uti-
lizand cele mai noi tehnologii de control
digital si algoritmi predictivi, se obtin niveluri
ridicate de siguranta operationala.

Pe masura ce anumite parti ale echipamen-
telor subacvatice de petrol si gaze migreaza
de la functionarea complet hidraulica la cea
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hibrida — de exemplu, supapele motorizate
care monitorizeaza si controleaza electronic
— este necesar ca sursele de alimentare sé fie
integrate intr-un cilindru presurizat. De
asemenea, atunci cand se proiecteaza surse
de alimentare pentru cabluri de transmisie,
de exemplu, repetoare de semnal, deoarece
spatiul este critic, proiectantii de surse de ali-
mentare trebuie sa ia in considerare volu-
mul disponibil pentru a modela sursa de
alimentare astfel incat sa se incadreze in
aplicatia finala (figura 2).

Datoritda compactitatii si nivelului ridicat
deintegrare, un alt aspect important, care
trebuie luat in considerare la proiectarea
unei surse de alimentare pentru operatiuni
subacvatice, este compatibilitatea electro-
magnetica in interiorul sistemului incorpo-
rat. In timpul proiectdrii echipamentului
final se efectueaza teste extinse de inter-
operabilitate si, uneori, acest lucru ar
putea necesita adoptarea unei topologii
diferite, de exemplu, una multifazata, cu
deplasare activa a fazei pentru a reduce
interferentele EMI.

In aplicatiile subacvatice, este de la sine
inteles ca durata de viata si fiabilitatea sunt
foarte importante.

Sursele de alimentare trebuie sa fie proiec-
tate cu o marja de siguranta ridicata si cu
cel mai mic nivel posibil de stres — electric
si termic — asupra fiecarei componente
(figura 3). Selectarea componentelor este o
parte importanta a proiectarii care poate
influenta alegerea topologiei si a practicilor
de fabricare. Un exemplu este cel al alegerii
unor tranzistoare cu comutatie care au
integratd in constructia lor o placd de bazd
(realizata dintr-un material cu conductivi-
tate termica ridicata) pentru a facilita racirea
prin conductie.

CONSIDERATII DE PROIECTARE

PENTRU DIVERSE STANDARDE

Majoritatea proiectantilor de surse de ali-
mentare sunt obisnuiti cu standardele co-
mune aplicatiilor industriale, medicale, de
transport sau de aparare, dar atunci cand au
de-a face cu domenii particulare, cum ar fi
aplicatiile subacvatice pentru petrol si gaze,
trebuie sa ia In considerare standarde spe-
ciale, precum cel stabilit de American Petro-
leum Institute (API). Dupa cum se poate ob-
servainfigura 4, standardul acopera o serie de
domenii specifice, iar sursele de alimentare
trebuie sa respecte diferite sectiuni ale stan-
dardului API 17F (Standard for Subsea Pro-
duction and Processing Control Systems). »
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Acest standard include teste specifice, pre-
cum si protocoale de comunicatie.

De asemenea, pentru conectorii utilizati in
aplicatii submersibile, sunt specificate
doua variante ale standardului ISO-13628.
Acestea contin cerintele si recomandarile
generale pentru dezvoltarea sistemelor de
productie destinate aplicatiilor subacvati-
ce, de la faza de proiectare pana la scoate-
rea din uz. Standardul nu se referd exclusiv
la conectori, acesta find utilizat, deseori, in
completarea API.

O ALIMENTARE SUSTENABILA
PENTRU APLICATIILE SUBACVATICE
Majoritatea aplicatiilor subacvatice sunt ali-
mentate de la tdrm prin cabluri de alimen-
tare pe distante lungi sau de la o platforma
prin cabluri de transmisie de inalta tensi-
une, adesea de 10-100 km, dar exista si
aplicatii speciale care necesita solutii de ali-
mentare la distantd. De obicei, o nava sau o
platforma plutitoare cu generatoare de
energie traditionale poate fi amplasata dea-
supra campului, dar, daca luam in conside-
rare mediul si sustenabilitatea, acest lucru
nu este optim si, in consecintd, comunitatea
inginerilor de aplicatii subacvatice a ince-
put sd ia in considerare optiuni alternative.
Printre numeroasele proiecte din intreaga
lume, se numara si “Renewables for Subsea
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Power” (RSP), unul dintre cele mai intere-
sante si promitatoare proiecte. Intrebarea la
care incearca sa raspundd este urmatoarea:
Cum pot fi combinate tehnologiile ecolo-
gice pentru a furniza echipamente subac-
vatice fiabile si eficiente in ceea ce priveste
consumul redus de putere si comunicatiile,
oferind o alternativa rentabild viitoare la
cablurile ombilicale? Raspunsul vine de la
pionierii scotieni in domeniul energiei
oceanice, Mocean Energy, care au dezvoltat
Blue X, 0 masind de conversie a energiei va-
lurilor de 20 m lungime, 38 t si 10 kW (figura
5), in colaborare cu un grup de parteneri
specializati in stocarea si managementul
energiei in domeniul maritim. Impreuns,
acestia au dezvoltat un caz de afaceri care
combina energia valurilor, energia solara si
stocarea energiei pentru a alimenta echipa-
mente subacvatice pentru proiecte petro-
liere si de gaze (figura 6).

Procesul de testare si evaluare RSP a fost fi-
nalizat si este gata pentru implementarea
comerciala. Acesta este un exemplu foarte
bun care demonstreaza ca energia valurilor
combinata cu posibilitatile de alimentare cu
energie solara si tehnologiile bateriilor pot
oferi o alternativa fiabila si rentabila la cablu-
rile ombilicale costisitoare pentru aplicatii
subacvatice.

Figura 6

Convertorul de energie a valurilor
furnizeaza energie regenerabild pentru
o gamd larga de aplicatii subacvatice.

CONCLUZIE

Electronica de putere pentru aplicatii sub-
acvatice este consideratd o industrie de
nisd, dar pentru un proiectant de sisteme
de putere care dezvolta solutii de alimen-
tare la mare adancime este o oportunitate
excelentd de ainvdta despre o gama foarte
interesantd de aplicatii care necesitd
tehnologie avansats, fiabilitate extrema si
inovatie adevarata. Acest lucru, combinat
cu idei noi precum “Renewables for Subsea
Power” (RSP), face ca munca noastra sé fie
foarte interesanta si motivanta, impingand
limitele surselor de alimentare pentru
exploradri si mai profunde.

Referinte:
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Schneider Electric Romania integreaza inteligenta artificiala
pentru cresterea eficientei operationale si energetice

Recunoscuta la nivel global drept unul din-
tre campionii sustenabilitatii, Schneider
Electric integreaza inteligenta artificiala in
procesele sale de business pentru opera-
tiuni mai agile si mai eficiente.

Considerata a fi la fel de revolutionara ca
PC-urile si Internetul in trecut, inteligenta
artificiald castiga tractiune in toate indus-
triile, redefinind operatiuni si strategii de
business. Activitatea Schneider Electric in
Romania nu face nici ea exceptie, compa-
nia integrand elemente de inteligentd
artificiald la nivel de procese, servicii,
eficienta si productivitate.

Astfel, la nivelul serviciilor, Schneider Electric
Romania valorifica puterea inteligentei arti-
ficiale pentru evaluarea eficientei energeti-
ce aclientilor si conturarea unor strategii de
decarbonizare.

”Ca organizatie globald, integram un volum
de cunostinte si date enorm in materie de sus-
tenabilitate’, explicd Lucian Enaru, Country
General Manager pentru Romania, Armenia
si Republica Moldova. "Cu ajutorul inteligen-
tei artificiale putem analiza aceste date si crea
repere in baza cdrora companiile pot sa-si
evalueze amprenta de carbon mai usor si mai
repede. Acest tip de analize sunt detaliate,
precise si obiective, usurand foarte mult
procesul decizional si permitdndu-ne sd pro-
punem planuri de decarbonizare pertinente,
pragmatice si eficiente clientilor.”

Un alt capitol extrem de important, asupra
caruia inteligenta artificiala isi pune am-
prenta in domeniul eficientei energetice
este mentenanta predictiva a retelelor si
instalatiilor energetice. Sistemele de senzori
instalate de specialistii Schneider Electric in
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cladirile comerciale sau industriale comu-
nica direct cu centrul Schneider Electric din
Novisad, Serbia, transmitand informatii cu
privire la starea instalatiilor electrice si permi-
tand identificarea oricaror potentiale proble-
me de functionare, inainte ca acestea sd apara.
Solutiile de analiza si de automatizare dez-
voltate in Hub-ul de la Novisad, sustinute de
expertiza locald a specialistilor din Romania,
permit clientilor sa reduca timpii de nefunc-
tionare a operatiunilor lor si sé-si eficienti-
zeze instalatiile si fluxurile de productie.

In plus, solutiile software ca Ecostruxure
Microgrid Advisor se conecteaza la resursele
energetice distribuite ale unui consumator,
ajutandu-l sa-si eficientizeze functionarea si
consumul si sa-si reducd in consecinta si
costurile legate de energie electrica. Susti-
nute de algoritmi de invatare automata,
solutiile Schneider Electric analizeaza constant
date de la generatoare de energie, statii de
incdrcare electrice, baterii, generatoare,
UPS-uri sisteme HVAC & de iluminare si pro-
pun modalitati de a optimiza consumurile.

“Datd fiind politica noastrd de cultivare a
specialistilor nostri interni si de valorificare a
expertizei locale, ne bucurdm sd punem la
dispozitia colegilor nostri instrumente solide
de lucru, bazate pe inteligentd artificiald,
care sd le facd munca mai usoard si mai
eficienta si sa-i ajute sd aiba un impact pozi-
tiv cat mai mare in activitatea clientilor lor,”
explicd Lucian Enaru.

Compania detine propria aplicatie de
inteligenta artificiald, bazatd pe Chat GPT
pentru eficientizarea sarcinilor de lucru
minore si repetitive, dar si pentru procese
complexe de analize de date, generarea
de vizualizari sau cautarea de informatii.

Un alt exemplu este platforma EcoStruxure
Resource Advisor, sursa unica de date des-
pre energie, sustenabilitate siamprenta de
carbon. EcoStruxure™ Resource Advisor este
o solutie pentru managementul energiei.
Aceasta platforma permite companiilor sa
colecteze, sa analizeze si sa automatizeze
informatii care conteaza pentru obiectivele
de sustenabilitate. Resource Advisor centra-
lizeaza acele date intr-un singur loc, astfel
incat Al si expertiza umana sa poata utiliza
aceste cifre.

“In afara solutiilor de tip generative Al, fo-
losim in continuare procese de machine
learning si deep learning, care ne ajuta, de
exemplu, in Smart Energy Management
Systems (SEMS), sistemele de manage-
ment eficient al energiei care sustin viabil-
itatea energetica a cladirilor in contextul
tendintei globale de decarbonizare’,
continua Lucian Enaru.

Mai multe informatii cu privire la integra-
rea inteligentei artificiale in activitatea
Schneider Electric, gasiti aici.

m Schneider Electric | www.se.com/ro
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SoC-uri inovatoare pentru

urmatoarea generatie de aplicatii (I)loT
RUTRONIK LANSEAZA NOUA SERIE NRF54L DE LA NORDIC SEMICONDUCTOR

Cu trei SoC-uri din noua serie nRF54L,
nRF54L15, nRF54L10 precum si nRF54L05,
Rutronik isi extinde portofoliul de sisteme
pe cip (SoC) Bluetooth® Low Energy de la
Nordic Semiconductor. SoC-ul nRF54L
este o extensie importanta a seriei nRF54
si succesorul seriei nNRF52, foarte populara
si apreciata. Performanta mai mare, efici-
enta si securitatea fac din acest produs,
lansat recent, alegerea optima si pregatita
pentru viitor destinata realizarii urma-
toarei generatii de produse loT wireless.
Seria nRF54L, impreuna cu alte produse
de la Nordic Semiconductor, vor fi dispo-
nibile la www.rutronik24.com.

Toate SoC-urile din seria nRF54L ofera func-
tionalitatea unei microcontroler, dotat cu un
procesor Arm Cortex-M33 de 128 MHz, du-
bland puterea de procesare si tripland efici-
enta procesarii — comparativ cu nRF52840.
Acest lucru permite o functionalitate sporita
in produsele finale, consumand in acelasi
timp de pana la trei ori mai putina energie.

Securitatea este una dintre provocarile cheie
in mediul (I)loT, motiv pentru care Nordic
Semiconductor se bazeaza pe caracteristici
avansate de securitate cu protectie fizica
pentru seria nRF54L: pornire securizata,
actualizari securizate ale firmware-ului, sto-
care securizata, precum si un mediu de
executie de incredere activat de TrustZone,
un accelerator criptografic cu protectie im-
potriva scurgerilor prin canale laterale si de-
tectoare de acces neautorizat, permit, deja,
dezvoltarea de aplicatii care vor fi conforme
cu viitoarele norme de securitate.
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Cele mai importante aspecte hardware si
software ale seriei nNRF54L, comparativ cu
emblematicul predecesor nRF52 (nRF52840):

« Specificatii semnificativ mai bune in ceea
ce priveste:
- Arm Cortex-M33 (128 MHz), in loc de
Arm Cortex-M4 (64 MHz)
- 1,5 MB NVM / 256 KB RAM, in loc de
1 MB Flash / 256 KB RAM
— Bluetooth LE versiunea 6.0 si superioara,
in loc de Bluetooth LE versiunea 5.4
Beneficii suplimentare:
o Memorie nevolatila: 1,5 MB (nRF54L15) /
1,0 MB (nRF54L10) / 0,5 MB (nRF54L05)
o 56 KB RAM (nRF54L15) / 192 KB RAM
(NRF54L10) / 96 KB RAM (nRF54L05)
 Radio multiprotocol de 2,4 GHz cu consum
redus de putere: Bluetooth Low Energy,
Bluetooth Mesh, Bluetooth Channel
Sounding, Zigbee, Thread, Matter, pro-
tocoale 2,4 GHz proprietare si suport pen-
tru ecosisteme precum Amazon Sidewalk,
Google Find My Device si Apple Find My

» Co-procesor RISC-V si periferice integrate:
un nou ceas global in timp real, disponibil
siatunci cand sistemul este oprit, conver-
tor analog-digital pe 14-biti si interfete
seriale de mare viteza

o Certificat PSA nivel 3

« Flexibilitate in proiectare si compatibili-
tate pin-la-pin

Exemple de aplicatii:

« (Casa inteligenta si Matter, dispozitive
portabile inteligente, VR/AR

« Dispotzitive periferice PC, HID, telecomanda

o |oT (industrial), automatizari ale cladirilor,
control acces

¢ Domeniul medical / sdnatate, fitness

Pentru mai multe informatii referitoare la
seria NRF54L de la Nordic Semiconductors
si 0 optiune de comanda directd, va rugam
sd vizitati platforma noastra de comert
electronic la www.rutronik24.com.

= Rutronik
www.rutronik.com
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Axis lanseaza procesorul ARTPEC-9

NOI STANDARDE IN PROCESAREA IMAGINILOR,
ANALIZA Al SI SECURITATEA CIBERNETICA

Axis anunta lansarea celei de-a noua
generatii a procesorului SoC (System on
Chip) ARTPEC. Dezvoltat de catre echipa
Axis, acesta imbunatateste si rafineaza
capacitatile si functiile care au definit
generatiile anterioare, precum: bitrate
exceptional de scazut, analiza bazata pe
inteligenta artificiala, imagini de inalta
calitate si securitate cibernetica avansata.
in plus, pentru prima data in domeniul
video IP, ARTPEC-9 ofera suport pentru
standardul de compresie video AV1, dez-
voltat de Alliance for Open Media (AOM).
in combinatie cu tehnologia Axis Zipstream,
AV1 reduce costurile de stocare fara sa
compromita detaliile esentiale pentru
analiza criminalistica.

"ARTPEC-9, cu suportul sdu unic pentru AV1,
oferd o ratd de compresie atractiva si o com-
patibilitate extinsd. Este cu adevdrat un castig
pentru industrie’, afirmd Johan Paulsson,
Chief Technology Officer la Axis Communi-
cations. “Cuvintele-cheie sunt ‘accesibilitate
usoard’si deschidere; care se aliniazd perfect
cu modul in care inovdm pentru o lume mai
inteligentci si mai sigurd. In plus, ca toate SoC-
urile noastre, ARTPEC-9 este proiectat special
pentru video de inaltd calitate in retea. De
asemenea, pdstrdm controlul total asupra
procesului de productie.”

Performanta superioara si

imagistica imbunatatita

ARTPEC-9 amplifica tehnologiile avansate care
au definit procesarea de imagine Axis in condi-
tii de iluminare dificild, inclusiv Axis Light-
finder si Axis Forensic Wide Dynamic Range.

www.electronica-azi.ro

Acestea stau la baza tehnologiei Axis Scene
Intelligence, care creste performanta aplica-
tiilor de analiza. Rezultatul consta in analize
consistente, cdutari criminalistice rapide si
precise, cu un numar minim de alarme false,
chiar si in conditii dificile de supraveghere.

Datorita ARTPEC-9 si deceniilor de expe-
rienta Axis in procesarea imaginii, echipele
de securitate pot obtine rezultate fiabile si
de inalta calitate in orice situatie.

Securitate cibernetica consolidata
Securitatea cibernetica este elementul cen-
tral al designului ARTPEC-9. Functii precum
secure boot si OS semnat asigura protectia
fiecarui dispozitiv impotriva amenintarilor
cibernetice. In plus, fiind dezvoltat integral
intern, ARTPEC-9 permite ca Axis sa detind
controlul total asupra procesului de pro-
ductie, ceea ce intareste si mai mult securi-
tatea dispozitivelor.

Analiza de generatie noua

ARTPEC-9 deschide calea pentru analize Al
mai performante, cu capacitatea de a“vedea”
la distante mai mari. Aceasta inseamnd de-
tectarea obiectelor mai mici si declansarea
mai rapida a alertelor pentru a furniza infor-
matii utile in scopuri de securitate, siguranta
si operationale. Printre imbunatatiri se nu-
mara precizia mai mare si capacitatea ana-
lizelor de a recunoaste si diferentia un numar
mai mare de clase de obiecte, pentru o clasi-
ficare mai detaliata si nuantata.

Beneficii noi pentru supraveghere

Axis introduce AV1, noua generatie de open
video coding utilizat in industria suprave-
gherii. Suportul pentru AV1, combinat cu
procesarea avansata a imaginii, permite
ARTPEC-9 sa livreze video de inalta calitate,
fara compromisuri in detalii si claritate, cuun
bitrate superior. Impreund cu Axis Zipstream,
AV1 asigurd o experienta deosebitd, atat
local (on-prem), cat si in cloud.

AV1 este deja integrat de AXIS Camera
Station, iar partenerii principali de solutii de
management video (VMS), precum Genetec
si Milestone, vor integra in viitor suportul
pentru acest standard, cu dezvoltari supli-
mentare in curs.

Axis va incepe integrarea SoC-ului ARTPEC-
9 in anumite produse video de retea la

inceputul anului 2025.

m Axis Communications
WWW.axis.com
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Renesas extinde gama de solutii pentru
Ethernet industrial si controlul motoarelor
multiaxa cu un procesor de aplicatie cu
patru nuclee de inalta performanta

Microprocesorul RZ/T2H este ideal pentru roboti industriali, PLC-uri si controlere de miscare
datoritd procesarii aplicatiilor de inaltd performanta si controlului rapid in timp real

Renesas Electronics Corporation a lansat
RZ/T2H, cel mai performant microproce-
sor (MPU) oferit de Renesas pentru echi-
pamente industriale. Datorita procesarii
puternice a aplicatiilor si a performantelor
in timp real, RZ/T2H este capabil sa con-
troleze cu viteza mare si precizie inalta
motoarele robotilor industriali cu pana la
9 axe. Acesta suporta o varietate de comu-
nicatii de retea, inclusiv Ethernet industrial,

pe un singur cip. Modulul se adreseaza
echipamentelor de control industrial, cum
ar fi controlerele logice programabile (PLC),
controlerele de miscare, sistemele de con-
trol distribuit (DCS) si sistemele de control
numeric computerizat (CNC).

Odata cu cresterea cererii de productie fara
personal si cu economie de forta de munca,
robotii industriali — cum ar fi robotii cu arti-
culatie verticald si echipamentele de control
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industrial - suntimplementati pentru a ac-
celera automatizarea productiei. Micropro-
cesorul RZ/T2H de la Renesas combina toate
functionalitatile si performantele necesare
pentru dezvoltarea acestor aplicatii.

In timp ce sistemele industriale necesitau,
in mod traditional, mai multe microproce-
soare sau o combinatie de dispozitive FPGA
(Field Programmable Gate Array) pentru a
controla aceste aplicatii, microprocesorul
RZ/T2H poate indeplini, acum, toate cerin-
tele la nivelul unui singur cip. Acest lucru re-
duce numarul de componente si economi-
seste timpul si costurile de dezvoltare pri-
vind programarea FPGA-urilor.

Procesare de inalta performanta a aplica-
tiilor si control rapid in timp real pe un cip
RZ/T2H este echipat cu patru procesoare
de aplicatii Arm® Cortex®-A55 cu o frecven-
ta maxima de operare de 1,2 GHz. Pentru
memoria externa, acesta suporta SDRAM
LPDDR4-3200 pe 32-biti. Doua procesoare
Cortex-R52 cu o frecventa maximad de ope-
rare de 1 GHz se ocupa de procesarea in
timp real, fiecare nucleu fiind echipat cu un
total de 576 KB de memorie strans cuplata
(TCM) de mare capacitate.


http://www.renesas.com/

Acest lucru permite ca sarcinile intensive la nivelul unitatii cen-
trale si al memoriei, cum ar fi rularea aplicatiilor Linux, genera-
rea traiectoriei robotului si procesarea secventelor PLC, sa fie
executate pe un singur cip. in acelasi timp, RZ/T2H poate ges-
tiona controlul rapid si precis in timp real, precum controlul
motorului si procesarea protocolului Ethernet industrial.

Controlul motorului cu pana la 9 axe reduce

costurile componentelor si timpul de dezvoltare

Modulul RZ/T2H de la Renesas controleaza servomotoare cu
pana la 9 axe in robotii industriali printr-o operare precisa si
de mare viteza. RZ/T2H este echipat cu tot ce este necesar
pentru controlul a pana la 9 axe ale motorului, inclusiv timere
PWM trifazate, interfete delta-sigma pentru masurarea valorilor
curentului si interfete pentru codificatoare (A-format™, EnDat,
BiSS®, Hyperface DSL si FA-CODER sunt toate acceptate).

In plus, functiile periferice pentru controlul motorului sunt pla-
sate pe un bus LLPP (Low Latency Peripheral Port) al nucleului
unitatii centrale de procesare in timp real Cortex-R52,
permitand accesul de mare viteza la unitatea centrala.

Suport flexibil pentru comunicatiile

in retea, inclusiv Ethernet industrial

RZ/T2H are patru porturi Ethernet, trei GMAC (Gigabit Ethernet
MAQ), plus un switch Ethernet. De asemenea, suportd EtherCAT,
PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA si standardul de noud gene-
ratie Time-Sensitive Networking (TSN). Combinatia dintre aceste
switch-uri Ethernet si GMAC permite microprocesorului sa
suporte mai multe controlere si dispozitive Ethernet industriale,
oferind flexibilitate pentru a se adapta la o gama larga de
cerinte ale controlerelor, cum ar fi comunicatiile Ethernet la
nivelul stratului superior.

Placi si software specializate disponibile

pentru controlere si roboti industriali

RZ/T2H vine cu pachetul software FSP (Flexible Software
Package) al Renesas, la fel ca toate microprocesoarele Renesas,
impreund cu un pachet Linux ce beneficiaza de suport pe
termen lung. Este disponibild o solutie de evaluare gata de
utilizare pentru controlul motorului pe mai multe axe, care
include placi invertoare pentru actionarea motoarelor cu 9
axe, un pachet software pentru controlul motorului pe mai
multe axe si Motion Utility Tool (un instrument software pen-
tru controlul motorului). Sunt incluse, de asemenea, exemple
de protocoale pentru Ethernet industrial si pachetul software
PLC pentru a incepe dezvoltarea sistemului.

Combinatii castigatoare

Renesas oferd, de asemenea, solutia “9-axis Industrial Motor
Control with Ethernet” care combina RZ/T2H cu numeroase
dispozitive compatibile, precum RV15S9231A IGBT Drive
Photocoupler si RV1S9353A Optically Isolated Delta-Sigma
Modulator pentru a oferi o gama larga de combinatii avan-
tajoase. Aceste combinatii castigatoare sunt arhitecturi de
sistem verificate din punct de vedere tehnic de la dispozitive
compatibile intre ele, care functioneaza impreuna fara proble-
me pentru a oferi un design optimizat, cu risc redus, pentru
o lansare mai rapida pe piata. Renesas ofera peste 400 de
combinatii castigatoare impreund cu o gama larga de pro-
duse din portofoliul Renesas: renesas.com/win.

= Renesas Electronics | www.renesas.com
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Mouser detine in stoc modulul
LiDAR TFS20-L dTOF pentru
aplicatii robotice si loT

Mouser Electronics, Inc., distribuitor global autorizat, care
comercializeaza cele mai noi componente electronice si pro-
duse pentru automatizari industriale, a inceput sa livreze
noul modul LiDAR TFS20-L de la Benewake. TFS20-L este un
mini-modul complet integrat, cu un singur canal, bazat pe
tehnologia de masurare a distantei prin timp de zbor direct
(dToF) adresat robotilor din domeniul serviciilor, dronelor
comerciale si aplicatiilor IoT (Internet of Things).

Dispozitivul LiDAR TFS20-L de la Benewake, aflat in stoc la
Mouser, are un design compact si usor, care incorporeazd un sen-
zor SPAD (Single Photon Avalanche Diode) foarte sensibil, adap-
tat pentru a imbunatati performantele in spectrul infrarosu, cu
o raza de actiune de pana la 20 de metri, pentru mdsurarea de
inalta precizie a distantei in cele mai dificile conditii de iluminare.
Multi senzori dToF de pe roboti detecteaza doar obstacolele de
pe un plan orizontal si sunt ineficienti in detectarea obstacolelor
sub planul orizontal.

Sistemul LIDARTFS20-L asigura date de masurare precise pen-
tru suprafete cu reflectivitate diferita. Acesta ofera o rezistenta
la lumina soarelui de panala 15 metri la 100 Klux si o functie de
corectie a reflectivitatii. TFS20-L beneficiaza de o solutie de cip
SPAD complet integratd, de un algoritm statistic care utilizeaza
o histograma pentru a analiza distributia valorilor masurate si
de o arhitectura TDC (Time-to-Digital Converter) rapida, care
converteste semnalele de timp in semnale digitale, pentru a
asigura o exploatare stabila si eficienta.

Modulul LiDAR TFS20-L suporta interfetele I1°C si UART si ope-
reaza utilizand o sursd de alimentare de 3,3 volti cu compensare
termicd integrata. Dimensiunile sale compacte, designul usor,
capabilitatile sale de masurare de mare precizie pe distante lungi
si excelenta performanta privind masurarea distantei in conditii
de lumind ambientald puternica il fac o alegere excelenta pentru
aplicatii dToF miniaturale.

Pentru a afla mai multe, accesati pagina de internet:
https://www.mouser.com/new/benewake/benewake-tfs20-I-
single-point-lidar

= Mouser Electronics | www.mouser.com
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Tendinte in centrele de date in 2025:
Vertiv prevede eforturi din partea

industriei pentru sustinerea, facilita-
rea, valorificarea si reglementarea Al

Inteligenta artificiala (Al) continua sa
transforme industria centrelor de date, o
realitate reflectata de tendintele estimate
pentru 2025 de Vertiv, furnizor global de
infrastructura digitala critica si solutii de
continuitate. Expertii Vertiv anticipeaza o
crestere a inovatiei si integrarii in industrie
pentru a sustine procesarea de inalta den-
sitate, o atentie sporita a reglementarilor
legate de Al, precum si un accent tot mai
mare pe sustenabilitate si eforturi de secu-
ritate cibernetica.

“Expertii nostri au identificat corect prolifera-
rea Al si necesitatea trecerii la strategii de rdcire
cu lichid si aer mai complexe ca o tendintd
pentru 2024, iar activitatea pe acest front este
de asteptat sd se accelereze si sd evolueze in
2025’ a declarat CEO-ul Vertiv, Giordano
(Gio) Albertazzi. “Pe masurd ce Al creste
denisitdtile de rack in intervalul de sute pandla
mii de kW, necesitatea unor solutii avansate si
scalabile pentru alimentarea si rdcirea acestor
rack-uri, minimizarea amprentei lor ecologice
si sprijinirea acestor fabrici de Alemergente nu
afost niciodatd mai mare. Ne asteptdm la pro-
grese semnificative pe acest front in 2025, iar
clientii nostri le solicita.”

Tendintele prognozate in industria centrelor
de date in 2025, conform expertilor Vertiv:
1. Infrastructura de alimentare si racire ino-
veaza pentru a tine pasul cu densificarea pro-
cesarii: In 2025, impactul sarcinilor de lucru
Cu procesare intensa va creste, iar industria
va gestiona schimbarea brusca in diferite
moduri. Procesarea avansatd va continua sa
treaca de la CPU la GPU pentru a valorifica
puterea de procesare paraleld a acestuia din
urma si punctul de proiectare termica mai
ridicat al chip-urilor moderne. Acest lucru va
solicita si mai mult sistemele existente de ali-
mentare si racire si vaimpinge operatorii de
centre de date catre solutii de rdcire cu placi
reci si imersie care elimina cdldura la nivel
de rack. Centrele de date de tip enterprise
vor fi afectate de aceasta tendintd, pe
masura ce utilizarea Al se extinde dincolo de
furnizorii initiali de cloud si colocare.

o Rack-urile Al vor necesita sisteme UPS,
baterii, echipamente de distributie a energiei
si aparataj de comutare cu densitati mai mari
de putere pentru a gestiona sarcinile Al care
pot fluctua de la un nivel de repaus de 10%
pana la o suprasarcina de 150%, intr-o clipa.
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« Sistemele de racire hibrida, cu configura-
tii lichid-lichid, lichid-aer si lichid-refrigerant,
vor evolua in modele de cabinet montate pe
rack, perimetrale si pe randuri, care pot fiim-
plementate in aplicatii brown/greenfield
(dezvoltate pe situri existente / modernizate
sau pe siteuri complet noi).

o Sistemele de racire cu lichid vor fi din ce
in ce mai des asociate cu propriile lor sisteme
UPS de inalta densitate pentru a asigura
functionarea continua.

» Serverele vor fi integrate tot mai mult cu
infrastructura necesara pentru a le sustine,
inclusiv racirea cu lichid integratd din fabrica,
facand in cele din urma fabricarea si asam-
blarea mai eficiente, implementarea mai
rapida, amprenta echipamentului mai mica
si crescand eficienta energeticd a sistemului.

2. Centrele de date prioritizeaza provocdrile
privind disponibilitatea energiei: Retelele
suprasolicitate si cererea exploziva de ener-
gie schimba modul in care centrele de date
consuma energie. La nivel global, centrele
de date utilizeaza in medie 1-2% din energia
mondiald, dar Al stimuleaza cresterea con-
sumului, care ar putea ajunge la 3-4% pana
in 2030. Cresterile asteptate pot exercita
presiuni asupra retelei pe care multe utilitati
nu le pot gestiona, atragand atentia regle-
mentatorilor guvernamentali din intreaga
lume — inclusiv potentiale restrictii asupra
constructiilor de centre de date si utilizarii
energiei - si determinand cresteri ale costuri-
lor si emisiilor de carbon pe care organiza-
tiille de centre de date se grabesc sa le con-
troleze. Aceste presiuni obliga organizatiile
sa prioritizeze eficienta energetica si sustena-
bilitatea mai mult decat au facut-o in trecut.
Tn 2024, am prezis o tendinta cétre alterna-
tive energetice si implementari de microre-
tele, iarin 2025 vedem o accelerare a acestei
tendinte, cu o miscare reald catre prioritiza-
rea si cautarea solutiilor eficiente din punct
de vedere energetic si a alternativelor ener-
getice noi pentru acest domeniu.

3. Jucatorii din industrie colaboreaza pen-
tru dezvoltarea fabricilor de Al: Densitatile
medii de rack au crescut constant in ultimii
ani, dar pentru o industrie care a sustinut o
densitate medie de 8,2 kW in 2020, predic-
tiile privind rack-urile de fabrici de Al de 500
pana la 1000 kW sau mai mari reprezinta o
perturbare fara precedent. Ca urmare a
schimbarilor rapide, dezvoltatorii de cipuri,

Giordano (Gio) Albertazzi - CEO, Vertiv

clientii, producatorii de infrastructura de ali-
mentare si racire, utilitatile si alti actori din
industrie vor colabora tot mai mult pentru a
dezvolta planuri strategice transparente
pentru adoptarea Al. Aceasta colaborare se
extinde la instrumentele de dezvoltare ali-
mentate de Al pentru a accelera ingineria si
fabricarea modelelor standardizate si per-
sonalizate. In anul urmator, producétorii de
cipuri, proiectantii de infrastructurd si clientii
vor colabora tot mai mult si vor trece la par-
teneriate de productie care permit integra-
rea reald a IT-ului si infrastructurii.

4. Al face ca securitatea ciberneticd sa fie
mai dificild — dar si mai usoara: Frecventa si
severitatea tot mai mari ale atacurilor de tip
ransomware (atacuri malware care cripteaza
fisierele importante ale utilizatorului si cere
o rascumpadrare pentru a decripta fisierele si
a le restitui accesibile) determina o noua
analizd mai larga a proceselor de securitate
cibernetica si a rolului pe care comunitatea
centrelor de date il joacd in prevenirea aces-
tor atacuri. O treime din toate atacurile de
anul trecut au implicat o forma de ransom-
ware sau extorcare, iar infractorii de astazi
folosesc instrumente Al pentru a-si intensi-
fica asalturile, a extinde raza de actiune si a
desfasura abordari mai sofisticate. Atacurile
incep tot mai des cu un hack sustinut de Al
asupra sistemelor de control, dispozitivelor
embedded sau sistemelor de infrastructura
conectate, care nu sunt intotdeauna con-
struite pentru a respecta aceleasi cerinte de
securitate ca si alte componente ale retelei.

5. Guvernele si reglementatorii din industrie
abordeaza aplicatiile Al si utilizarea energiei:
Desi predictiile noastre pentru 2023 s-au
concentrat pe reglementdrile guvernamen-
tale privind utilizarea energiei, in 2025 ne
asteptam ca reglementarile sa vizeze tot mai
mult utilizarea Al in sine. Guvernele si organis-
mele de reglementare din intreaga lume se
grabesc sa evalueze implicatiile Al si sa dez-
volte norme pentru utilizarea acesteia. Tendinta
catre Al suverana - controlul sau influenta
unei natiuni asupra dezvoltdrii,implementa-
rii si reglementdrii Al, precum si cadrele de
reglementare destinate guvernarii Al - este
un punct central al Actului privind Inteligenta
Artificiala al Uniunii Europene si al Legii pri-
vind securitatea cibernetica (CSL) si Cadrului
de guvernantd a securitatii Al din China.

m Vertiv | www.vertiv.com
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Senzorii Hyperlux de la
onsemi, selectati pentru
sistemul EyeSight de
ultima generatie cu Al
incorporata al Subaru

Capatbilitatile avansate de imagistica ale senzorilor
Hyperlux capteaza cele mai exacte date vizuale
pentru a asigura interpretarea fdra erori a impreju-
rimilor in care circuld autovehiculele si pentru a spori
siguranta acestora

onsemi a anuntat ca va deveni principalul furnizor de senzori
de imagine pentru urmatoarea generatie a sistemului de detectie
cu camera stereo frontala EyeSight de la Subaru din viitoarele
modele de vehicule. Senzorul de imagine ultramodern Hyperlux
ARO0823AT de la onsemi va indeplini rolul de “ochi” ai sistemului,
adaptat pentru a capta datele vizuale critice necesare pentru
a alimenta algoritmul de inteligenta artificiala activat de camera
stereo de la Subaru, care va permite masinii sa ia decizii mai
precise in timpul deplasarii si sa imbunatateasca siguranta
generala a vehiculului.

Hyperlux AR0823AT beneficiaza de un design special al pixelilor
(whole pixel design), care capteaza imagini clare indiferent de
conditiile de iluminare si include mecanisme de control speciale
pentru a se asigura ca cei doi senzori ai camerei stereo EyeSight
capteaza imagini sincronizat. Acest lucru este esential pentru sis-
temele de viziune stereo care imita vederea umana si permite sis-
temului sa distinga adancimea, precum si dimensiunea si distanta
relativa a obiectelor din calea vehiculului. In plus, gama dinamicé
nalta (HDR) a senzorului permite captarea in detaliu atat a zonelor
luminoase, cat si a celor umbrite ale unei scene, pentru a se asigura
ca sistemul bazat pe inteligenta artificiala poate lua decizii precise.

Hyperlux AR0823AT este echipat, de asemenea, cu caracteristici
de siguranta functionala, conforme cu standardele Automotive
Safety Integrity Level (ASIL) C, pentru a sustine siguranta si fiabili-
tatea sistemului de asistenta pentru sofer. Aceste caracteristici
monitorizeaza activ functionalitatea senzorului si, in cazul in care
este detectatd o problema care ar putea compromite acuratetea
sistemului, acestea pot permite actiuni precum resetarea camerei
sau alertarea soferului.

Mai multe informatii:
« onsemi Hyperlux AR0O823AT CMOS Digital Image Sensor
« onsemi Hyperlux Image Sensors

® onsemi | www.onsemicom
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Modul radio cu
consum redus de
energie si raza
lunga de actiune

Wiirth Elektronik oferad modulul sdu
radio pentru comunicatii LoORaWAN®

Wiirth Elektronik lanseaza pe piata dispozitivul Daphnis-I
- un modul radio subtire, cu consum redus de putere si
razd lunga de actiune pentru aplicatii IoT. Transmitatorul,
bazat pe cipul STM32WLE5CCUS6, functioneaza cu proto-
colul LoRaWANP® (Long Range Wide Area Network) 1.0.4.
Acest protocol wireless loT in banda de frecventa EU868
permite comunicatia cu dispozitive aflate la mai mult de
zece kilometri distanta de gateway. Masurand doar 15 x
16 x 3 mm, modulul Daphnis-I se incadreaza, de aseme-
nea, in aplicatiile loT cu dimensiuni reduse. Daphnis-I se
remarca printr-un consum redus de energie, de doar 63,9
nAin modul sleep, ceea ce il face perfect pentru aplicatiile
loT alimentate de la baterii. Wiirth Elektronik ofera dez-
voltatorilor de aplicatii un kit de evaluare personalizat si
un software de management cu interfata grafica (GUI) -
Smart Commander.

Daphnis-l suporta LoORaWAN® clasa A, B si C, ceea ce inseamnad
ca modulul poate primi date ca raspuns la transmisiile sale,
fie controlat in timp, fie printr-o fereastra “download-receive”
deschisa permanent. Modulul este controlat prin intermediul
unei interfete UART, utilizdnd un set de comenzi AT usor de
utilizat. Daphnis-I se poate inregistra in retea (activare) cu me-
toda de activare OTAA sau ABP. Pentru conectarea antenei,
exista posibilitatea de a alege intre conectorul UMRF si pinul
RF. Puterea de iesire este de 13,4 dBm.

© Wiirth Elektronik

Ocupa putin spatiu si consuma putin curent:
Modulul wireless loT Daphnis-I de la Wiirth Elektronik

Pentru aplicatii loT descentralizate

Optiunile de utilizare variaza foarte mult: solutii loT pentru
case inteligente si orase inteligente, monitorizarea culturilor
si aanimalelor in agriculturd, monitorizarea infrastructurii, sis-
teme de securitate, gestionarea logisticii si a transportului sau
aplicatii pentru fabrici inteligente si Industrie 4.0. Prin opti-
mizarea modulului wireless pentru a minimiza necesarul sau
de energie, pot fi elaborate chiar si dispozitive care opereaza
utilizand baterii si care necesita putina intretinere.
Modulele wireless Daphnis-l sunt acum disponibile din
stoc, fara cantitati minime de comanda.

= Wiirth Elektronik eiSos | www.we-online.com
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MICROCONTROLERE

Microcontrolerele pe 8-biti sunt mai inteligente,
mai sigure si mai puternice decat au fost vreodats

Microcontrolerele pe 8-biti au ra-
mas un concurent principal in pie-
tele in crestere, oferind noi capa-
bilitati si caracteristici interesante.
Microcontrolerele noastre pe 8-biti
domind industria in materie de ino-
vatie, fdcdndu-le mai inteligente,
mai puternice, mai sigure si mai
usor de utilizat ca niciodata.

De: Ross Satchell, MCU8 Technical Marketing Applications, Microchip Technology

Nu numai ca microcontrolerele pe 8-biti
sunt utile pentru procesul de proiectare,
dar sunt, de asemenea, mai populare ca ori-
cand, deoarece sunt implementate in sec-
toare precum cel industrial, auto, medical si
al bunurilor de consum. Aceste microcontro-
lere adaptabile au ramas un concurent
principal in cadrul industriilor in expansi-
une si dovedesc cd, incd, mai puteti invata
trucuri noi. Microcontrolerele pe 8-biti raman
o parte integranta a portofoliilor de proiec-
tare deoarece continua sa ofere noi capabi-
litati si caracteristici interesante.

Pe mdsura ce asistam la schimbari semnifi-
cative in dezvoltarea aplicatiilor, microcon-
trolerele noastre PIC® si AVR® si-au extins
gama larga de periferice independente de
nucleu (CIP) si analogice incorporate pe cip
pentru a se adapta pietelor embedded in
crestere. Ca urmare a inovatiilor Microchip
din aceastd perioadd, am observat o cres-
tere a cererii pentru microcontrolerele pe 8-
biti. Aceste microcontrolere versatile se
regasesc in mare masura in electrocasnice,
aplicatii auto siindustriale. Unele metode de
fnvatare automata sunt, de asemenea, po-
sibile pe microcontrolerele pe 8-biti, ceea ce
nainte era posibil numai cu microcontrole-
rele pe 32-biti.

MAI INTELIGENTE CA NICIODATA

Pe langa gama noastra puternica de perife-
rice digitale, ne extindem gama de perife-
rice analogice, facandu-le in acelasi timp
usor de interconectat. Acest lucru va sim-
plifica proiectul, reducand totodata costul
cu lista de materiale (BOM). Pentru a reduce
timpul de dezvoltare, oferim MCC Melody
(MPLAB® Unified Code Configurator), care va
permite sd va concentrati pe codul apli-
catiei. De asemenea, am imbundtatit ope-
rarea cu consum redus de putere si abilitatea
de a raspunde la modificarile sistemului in
timp real. Aceste periferice analogice pot
fi configurate ca orice alt periferic; de
asemenea, ele pot fi reconfigurate dinamic

www.electronica-azi.ro

in timpul ruldrii, ceea ce o componenta
analogica discreta, pur si simplu, nu poate
face. Ele pot fi interconectate cu alte perife-
rice folosind MCC Melody.

MAI PUTERNICE CA NICIODATA

Multe dintre aceste componente sunt utili-
zate in aplicatii din industrii dificile. Micro-
controlerele noastre pe 8-biti sunt facute
pentru a functiona in medii dificile. Puteti
alege sa reduceti consumul de energie prin
scaderea tensiunii de operare sau, daca
aplicatia voastra functioneaza intr-un mediu
cu zgomot electric semnificativ, puteti utiliza
o tensiune de operare mai mare pentru a
extrage toate semnalele din zgomot.

MAI SIGURE CA NICIODATA
Microcontrolerele gata pentru aplicatii de
siguranta functionala erau utilizate, in tre-
cut, exclusiv in aplicatii auto si, in general, se
considera ca doar microcontrolerele puter-
nice sau cu memorie mai mare (16 si 32-biti)
puteau face acest lucru. Acum insd, exista si
alte industrii care solicita functionalitati criti-
ce pentru siguranta - de exemplu, aplicatii/
dispozitive industriale - si pentru bunuri de
consum. Majoritatea noilor noastre micro-
controlere PIC® si AVR® pe 8-biti pot fi utili-
zate in aplicatii critice privind siguranta. Pe
madsura ce creste cererea de sisteme cu sigu-
ranta criticd, oferim trei solutii pentru a va
ajuta sa va dezvoltati aplicatia cu siguranta
functionala in prim plan. Oferim solutii de
siguranta functionald pentru majoritatea
microcontrolerelor PIC si AVR noi.

MAI SIMPLU CA NICIODATA

Pentru a va usura cat mai mult procesul de
proiectare si traseul produsului, oferim in-
strumentul de programare grafica MCC
Melody (MPLAB Unified Code Configurator),
care faciliteaza lucrul cu gama noastra larga
de periferice. MCC Melody va oferd o vizuali-
zare la nivel inalt a caracteristicilor micro-
controlerului cu care lucrati si faciliteaza

configurarea perifericelor, reducand, totoda-
ta, timpul petrecut studiind fisele tehnice
ale dispozitivelor. Acest lucru inseamna ca
va puteti concentra pe codul aplicatiei, ast-
felincat sa va putetilansa produsul pe piata
cat mai repede. MPLAB Discover este un in-
strument de cautare pentru mii de exemple
de cod, proiecte si videoclipuri. Puteti des-
carca exemple atat pentru MPLAB X IDE, cat
si pentru MPLAB Xpress cloud-based IDE. Cu
MPLAB Discover, puteti filtra rezultatele
dupa segmentul de aplicatie, functie, dispo-
zitiv, periferic necesar sau caracteristica.

FUNCTII SI APLICATII CHEIE
Dispozitivele noastre CIP ofera dezvoltato-
rilor optiunea de a decide intre utilizarea
unei solutii analogice integrate sau a unei
solutii analogice discrete pentru aplicatia
lor, oferind mai multa flexibilitate proiec-
tantilor de sisteme embedded. CIP-urile per-
mit procesorului sa se ocupe de alte sarcini
sau sa fie pus intr-un mod cu consum redus
de putere (sleep), facand microcontrolerele
PIC si AVR ideale pentru aplicatiile alimen-
tate de la baterii. Pentru aceste microcon-
trolere exista numeroase si diferite utilizdri
in aplicatii cheie. De exemplu, acestea sunt
folosite in industria auto pentru accesul in
masina fara cheie. In aplicatiile medicale,
microcontrolerele noastre permit monitori-
zarea sanatatii de la distanta prin conditio-
narea semnalului analogic si functionali-
tatea avansata a senzorilor. In proiectele
care necesita conectivitate USB (Universal
Serial Bus), microcontrolerele noastre PIC si
AVR oferd functionalitate USB la viteza
maxima. Descoperiti mai multe exemple de
solutii cu microcontrolere pe 8-biti in
brosurile noastra.

FUNCTII SI APLICATII CHEIE ALE
MICROCONTROLERELOR PE 8-BITI
Utilizati dispozitive analogice discrete
atunci cand aveti nevoie de performante
superioare sau, in cazul special al amplifica-
toarelor operationale, dacd aveti nevoie de
linii de tensiune duble. Folositi analogica
integrata daca aveti nevoie de un mod de
operare cu consum redus de putere, daca
trebuie sa reconfigurati proiectul din mers
sau daca trebuie sa reduceti costul BOM.
Este vorba despre alegerea instrumentului
potrivit pentru aplicatia dorita.

m Microchip Technology
www.microchip.com
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Imbunatatirea proiectarii
sistemelor embedded prin
utilizarea unei abordari
hardware agnostice

IMPLEMENTAREA DRIVERULUI

Articolul prezintd modul de implementare a unui driver hardware agnostic in cadrul unui proiect.
O abordare de tip “plug and play” poate fi beneficd proiectantilor de software embedded sau
firmware indiferent de nivelul lor de experientd.
Pentru a analiza functiile de bazd implementate in driver impreund cu structura software a unui
sistem embedded, cititi articolul “imbunadtditirea proiectdirii sistemelor embedded prin utilizarea
unei abordari hardware agnostice: Notiuni de baza.”

Autor:

Giacomo Paterniani, Field Applications Engineer

Analog Devices

Proiectantii care lucreaza cu sisteme em-
bedded sunt nevoiti, de cele mai multe ori,
sa programeze driverul si, prin urmare, firm-
ware-ul, pentru a se asigura ca senzorii
selectati si indeplinesc functiile de baza
dorite. Acest lucru presupune un consum
destul de mare de timp. O solutie la aceasta
problema este aceea de a combina hard-
ware-ul cu software-ul si firmware-ul pen-
tru a permite o abordare de tip “plug and
play”pentru selectarea senzorilor si integra-
rea sistemului. Pe langa faptul ca se simpli-
fica integrarea senzorilor, un driver agnostic
din punct de vedere hardware oferd avan-
tajul unei solutii gata de utilizare, care poate
fi pusa in aplicare in proiectele viitoare.
Acest articol va folosi, ca exemplu, un sen-
zor IMU (unitate de mdsurare inertiald), dar

42 Electronica Azinr. 10 /2024

abordarea este scalabila la alti senzori si
componente. Driverul este configurat uti-
lizand limbajul de programare Csi testat cu
un microcontroler generic.

IMPLEMENTAREA DRIVERULUI
Toate imaginile la care se face referire sunt
in anexa, unde cititorul poate gasi codul.

« adis16500_rd_error_flag
Implementarea acestei functii este dispo-
nibild in figura 10 din anexa. Aceasta cites-
te indicatorii de eroare continuti in registrul
ADIS16500_REG_DIAG_STAT care, in absen-
ta unei erori, are toti bitii setatila 0.

Exista 10 erori posibile, astfel incat functia
va returna o structura numita ADIS16500_
ERROR_FLAGS care contine 10 campuri

booleene, fiecare camp reprezentand o
eroare specifica. Functia citeste, pur si sim-
plu, registrul ADIS16500_REG_ DIAG_STAT
si verifica bitii acestuia cu anumite masti de
eroare, iar ori de cate ori se gaseste un bit
setat la valoarea logica 1, cdampul respectiv
din structurd va fi setat la “true” (adevarat).

» adis16500_rd_temp

Functia de citire a temperaturii urmeaza
aceeasi abordare implementatd in cazul
acceleratiei si giroscopului (detaliatdin ar-
ticolul introductiv publicat in editia trecuta).
Valoarea citita va fi exprimata in °C. Valoa-
rea binara este continuta intr-un registru
de 16-biti, ADIS16500_REG_TEMP_OUT.
Dupa aceea, va avea loc conversia binara
in complement fata de doi.


https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/leveraging-hardware-agnostic-approach-appendix.pdf
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https://electronica-azi.ro/imbunatatirea-proiectarii-sistemelor-embedded-prin-utilizarea-unei-abordari-hardware-agnostice/
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Odata ce valoarea in complement fata de
doi a fost obtinutd, aceasta va fi inmultita
cu factorul de scalare a temperaturii, care
este exprimat in °C/LSB, obtinandu-se va-
loarea finala in °C, gata sa fie inregistrata
in pointerul transmis ca data de intrare.
Implementarea functiei este disponibila la
figura 9 din anexa.

+ adis16500_get_ts_usec

Aceasta functie este utilizata pentru a ob-
tine marca temporald (timestamp) a unitatii
IMU in ps. Abordarea este exact aceeasi ca
pentru functia adis16500_rd_temp.
Implementarea este prezentata in figura 9
din anexa.

¢ adis16500 rd data cntr

Procedura citeste numarul de date care au
fost transmise. Aceasta se face prin simpla
citire a unui registru numit ADIS16500_
REG_DATA_CNTR. Atunci cand registrul
atinge valoarea maxima, acesta repornes-
te de la 0. Modul in care a fost implemen-
tata functia este prezentat in figura 9 din
anexa.

¢ adis16500 wr_acc_calib

Este vorba despre functia care trebuie
invocata daca proiectantul doreste sa efec-
tueze o calibrare personalizata a offsetului.
Tn acest fel, se poate adduga un offset la va-
loarea citita din registrii de date de iesire,
astfel incat valorile de calibrare x, y, z vor fi
addugate la datele de acceleratie x, y, z.
Intrarea functiei este un pointer catre o
structura de tip ADIS16500_XL_OUT.

Aceasta structura, din urma, contine cam-
puri de tip real (valori zecimale) x, y si z. Aici,
scopul functiei este de a trece de la 0 va-
loare flotantd la o valoare in complement
fata de doi si apoi de la o valoare in com-
plement faté de doi la o valoare binara. Toti
pasii sunt prezentati in figura 11 din anexa.

In acest moment, valoarea binara trebuie
sa fie scrisa in registrii de bias, astfel incat,
de exemplu, pentru axa x sunt de scris doi
registri: ADIS16500_REG_X_ACCEL_BIAS_L
pentru cei mai putin semnificativi 16 biti si
ADIS16500_REG_X_ACCEL_BIAS_H pentru
cei mai semnificativi 16 biti. Acelasi lucru
este valabil si pentru axele y si z, in functie
de registrii lor de bias.

Pentru a verifica daca aceasta procedura
face lucrurile corecte, senzorul IMU a fost
plasat cu axa z indreptata spre cer, perpen-
dicular pe sol. In aceasta conditie, valorile
acceleratiei sunt aproa- pe 0 pentru axa x si
axay siaproape-9,81 m/s?(-g) pentru axa z.

Invocand functia de calibrare si oferindu-i o
structura de calibrare cu campurile x, y si z,
toate egale cu-9,81 m/s? se citeste x=-9,81;
y=-9,81;z=0, deci functia de compensare
a calibrérii functioneaza.

» adis16500_wr_gyro_calib

Functia de calibrare a offsetului pentru gi-
roscop urmeaza exact aceeasi procedura
ca si functia pentru acceleratie.

Desigur, aceasta se realizeaza in conformi-
tate cu fisa tehnica si cu registrii de bias ai
giroscopului.

Articolul este axat pe driverul senzorului
IMU, dar structura software/firmware va fi
aceeasi pentru fiecare tip de senzor.

Prin urmare, pentru a generaliza imple-
mentarea la toti senzorii, se poate spune
ca singura diferentd o constituie protoco-
lul de comunicatie (SPI, I2C, UART etc.) care

s

“leagd” microcontrolerul de senzor.

Modul in care este initializat senzorul
este in continuare valid, deoarece faza
de initializare inregistreaza functiile de
transmisie si receptie prin protocolul de
comunicatie.

N EYEIYEH) Y DESGIN

CUM SA INCLUDETI SI SA UTILIZATI
DRIVERUL INTR-UN PROIECT

Tn afard de directivele simple privind co-
nexiunile hardware dintre senzor si micro-
controler (MCU), exista si instructiuni
privind includerea driverului din punct de
vedere software si firmware.

Nu exista o abordare unica in ceea ce pri-
veste organizarea driverelor pentru senzori.
Abordarea propusa este prezentata in figu-
ra 1. Exista un director numit userlib care
contine toate driverele pentru senzori. In
acest exemplu, exista doar drivere pentru
senzorii IMU, dar procedura va fi similara
daca proiectul include mai multi senzori.
In interiorul userlib existad doua foldere,
“include” si “src”. Folderul “include” contine
fisierul header al driverului, in exemplul nos-
tru va fi adis16500.h, in timp ce in “src” se
afla fisierul sursd, sau adis16500.c.

In interiorul userlib exista si un fisier make-
file, care specifica directivele de includere,
dupa cum se poate vedea in Figura 2.

Figura 3 prezinta fisierul makefile principal.
Acesta este localizat la nivelul aplicatiei,
langa main.c. Acest fisier makefile include
user.mk asa cum a fost indicat in linia subli-
niata cu rosu din figura 3 (linia 115 din cod).

Datorita fisierului makefile (.mk), proiectan-
tul poate include interfata driverului la
nivelul aplicatiei, in main.c de exemplu, si
poate invoca toate functiile publice ale
driverului senzorului. In acest fel, va exista
o legatura intre nivelul aplicatiei si nivelul
driverului senzorului. Stratul aplicatie este
cel care cunoaste interfata driverului sen-
zorului (adis16500.h). Din acest motiv,
legatura dintre stratul de control al senzo-
rului si stratul de control al perifericelor va
avea loc la nivelul aplicatiei prin procedura
de initializare deja discutata. >

©ADI

Structura unui
fisier de proiect.

©ADI

Un fisier userlib
makefile
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Tn cazul specific al senzorului IMU, transmi-
tatorul, functia SPI a receptorului si functia
de intarziere a sistemului vor fi definite in
fisierul main.c, cain figura 2 din anexa. Aici,
cele trei functii urmeaza exact prototipurile
din fisierul header al driverului sau cele pre-
zentate in partea de sus a figurii 3 din
anexa. In interiorul acestor trei functii se afla
functiile oferite de stratul de driver periferic,
precum spiSelect, spiSend, spiReceive, spiUn-
select, si chThdSleepMicroseconds.

Din aceste motive, functiile de receptor SPI,
de emitator si de intarziere a sistemului
reprezintd legdtura dintre stratul de drivere
periferice si stratul de drivere de senzori,
acestea fiind functiile care vor fi atribuite
structurii de initializare, ca in figura 2 din
anexa. Doar atat este necesar pentru a in-
clude driverul intr-un proiect.

B imbunatatirea proiectarii sistemelor embedded

Pentru a obtine datele de iesire de la sen-
zor, proiectantul poate utiliza functiile ex-
plicate in sectiunile adis16500_rd_acc si
adis16500_rd_gyro. Nu exista o abordare
unica pentru citirea senzorului, dar un exem-
plu este oferit in figura 4.

In acest exemplu, existd o bucla infinita in
main.c in care o variabila staticd booleana
numita _adis16500_data_ready este intot-
deauna verificatd. Aceasta variabild este
legata de o functie“callback”si va comuta la
TRUE atunci cand pinul DR devine “high’,
ceea ce inseamna ca noile date sunt gata.
In aceasta conditie, functia principala va
invoca functiile adis16500_rd_acc si
adis16500_rd_gyro. Prin rularea senzorului
IMU la viteza maxima, proiectantul va putea
achizitiona date cu o ratd a datelor de iesire
(ODR) egala cu 2 kHz.

CONCLUZIE

Articolul descrie functionalitatile driveru-
lui pe langa abordarea hardware agnos-
tica care faciliteaza integrarea senzorilor.
Un driver agnostic din punct de vedere
hardware oferd avantajul unei solutii gata
de utilizare care va putea fi pusa in aplicare
la viitoarele proiecte.

= Analog Devices
www.analog.com

Interactionati cu expertii in tehnologia ADI din
comunitatea noastrd de asistentd online.

Puneti intrebdri de proiectare, rdsfoiti intrebdrile
frecvente sau participati la o conversatie.

Vizitati https://ez.analog.com
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Un fisier principal makefile.

Un exemplu de citire a datelor
de jesire ale senzorului.
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ATEN lanseaza noul switch
HDMI 4 x 2 True 4K cu
vizualizare multipla

ATEN International, lider in solutii de
conectivitate si management KVM si
AV/IT, anunta lansarea ATEN VP2420, un
switch matrix HDMI 4x2 True 4K pentru
prezentari, cu functii Multi-View.

Creat pentru colabordri fara intreruperi si
ideal in luarea deciziilor eficiente, ATEN
VP2420 imbunatateste orice mediu de in-
talnire prin vizualizari True 4K si functio-
nalitati inteligente.

Acesta permite comutarea fara efort intre
mai multe surse conectate la display-uri cu
rezolutii mixte, asigurand un flux neintre-
rupt chiar si atunci cand dispozitivele sunt
conectate sau deconectate. Perfect pentru
sdli de sedinte, spatii de intalnire de dimen-
siuni medii, sdli de clasa si camere de con-
trol, VP2420 duce prezentarile si sesiunile
de instruire la un nou nivel prin experiente
de vizualizare dinamice si posibilitatea de
ajustari intuitive ale layout-ului.

in salile de sedinte si spatiile de dimensiuni
medii, afisarea simultana a continutului de
la mai multi participanti poate fi o provo-
care. ATEN VP2420 rezolva aceasta proble-
ma prin afisarea avansata Multi-View si
adaptarea automata a layout-ului, permi-
tand afisarea a pana la 4 surse video pe un
singur ecran cu rezolutie impresionanta
True 4K/60. Acest lucru ofera detalii si clari-
tate de neegalat, facilitind compararea
datelor si schimbul de idei, pentru a imbu-
natati colaborarea si procesul decizional.

In plus fata de functia de impartire a conti-
nutului, VP2420 ofera doua display-uri in-
dependente: unul care gestioneaza pana la
4 surse simultan pentru o imagine de an-
samblu detaliata si altul care evidentiaza
continutul esential.

Pentru sdlile de clasa inteligente, VP2420
include 6 layout-uri Multi-View pentru a
prezenta materialele educationale intr-un
mod dinamic.
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Profesorii pot utiliza optiuni precum quad,
triple, imagine-in-imagine (PiP), imagine-
cu-imagine (PbP) si vizualizare pe intreg
ecranul, toate schimbandu-se fara intreru-
peri in mai putin de o secunda. De aseme-
nea, dispozitivul suporta configuratii audio
versatile, inclusiv incorporarea sau extrage-
rea separatd a sunetului. Fie ca este utilizat
ca unitate independentd sau integrat in sis-
teme de control, VP2420 ofera scalabilitate
viitoare, putand conecta pana la 4 switch-
uri de prezentare in cascada. Controlul este
simplificat cu ajutorul panoului frontal,
controlerelor IR, interfetei web, aplicatiei
mobile, RS-232 sau Ethernet.

In medii critice, cum ar fi centrele de opera-
tiuni de transport, securitate sau urgenta,
VP2420 poate fi integrat cu video wall-uri
pentru distribuirea flexibild a unor volume
mari de date, datorita layout-urilor ajustabile
intuitiv si functiei Multi-View. Acest lucru
sprijina deciziile rapide si colaborarea intre
echipe in situatii de urgenta.

La evenimentul de lansare, Nicholas Lin,
Vicepresedinte Senior al ATEN, a declarat:
Ne propunem sé oferim o solutie ideald pen-
tru intalniri, care sdimbunditdteascd eficienta
colaborarii pentru clientii nostri si sa ridice
experienta prezentdrilor la un nou nivel. Da-
toritd functiei Multi-View a VP2420, prezenta-
rea detaliatd a datelor devine posibild, permi-
tand participantilor sé dezvolte idei si sa com-
pare informatii pe un singur ecran.”

Caracteristicile principale
ale ATEN VP2420 includ:

o Afisaj Multi-View cu adaptare automata
a layout-ului: permite afisarea a pana la
4 surse video pe un singur ecran;

 Excelenta vizuald cu True 4K si scalare
avansata: rezolutie impresionanta True
4K/60;

« lesire Matrix pe doua display-uri: unul
pentru gestionarea a 4 surse simultan,
iar celalalt pentru evidentierea
continutului esential;

 Layout-uri Multi-View rapide: optiuni
precum quad, triple, PiP, PbP si full
screen, cu tranzitii in mai putin de o
secunda;

o Flexibilitate audio cu functii de incorpo-
rare si extragere: suporta integrarea sau
separarea sunetului din semnalul video;

« Control diversificat: panou frontal,
control IR, interfata web, aplicatie
mobild, RS-232 si Ethernet.

m ATEN | wwwaten.com
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AXIS Image Health Analytics: Aplicatia
bazata pe Al de la Axis Communications

Axis Communications, lider in tehnologia video de retea, introduce AXIS Image
Health Analytics, aplicatia care monitorizeaza imaginile camerei pentru a se asigura
ca sistemul functioneaza conform asteptarilor. Aceasta permite configurarea unor
reguli de actiune in VMS pentru a primi notificari daca imaginile sunt manipulate
sau calitatea lor se degradeaza.

Siguranta deplina

AXIS Image Health Analytics asigura

ca videoclipurile sunt intotdeauna

utile pentru vizionare live, inregistrari

si analiza. Aceasta trimite notificari

dacd imaginea furnizata de camera se

modifica. Preinstalatd pe camerele

AXIS compatibile cu AXIS OS versi-

unea 12.0 sau mai recentd, aplicatia

permite monitorizarea si mentinerea

calitatii imaginii pentru mai multe camere din diverse locatii. Aceasta genereaza un
eveniment standard AXIS, ceea ce o face compatibila cu majoritatea sistemelor VMS.

Cum asigura calitatea si campul vizual al imaginilor:

o Detecteaza degradarea calitatii imaginii (neclaritate sau subexpunere);

o Identifica cazul in care camera a fost manipulata (blocata sau redirectionatd);
* Analiza bazatd pe inteligenta artificiala pentru notificdri precise;

o Genereazd evenimente AXIS compatibile cu standardul ONVIF;

o Este preinstalata pe camerele compatibile.

Investitie protejata

Aceastd aplicatie inteligenta trimite
notificari dacd imaginea este blocata,
neclard, subexpusa sau redirectionata.
Aceste informatii permit integratorilor
de sisteme si operatorilor sa ofere
rapid solutii de intretinere, chiar si de
la distantd, asigurand performanta
optima a videoclipului.

Este ideala pentru zonele periculoase
sau greu accesibile, reducand nevoia
de a trimite personal pe teren, doar
atunci cand este absolut necesar. In
plus, nu mai este nevoie de verificari
manuale ale fluxurilor video indivi-
duale, camera cu camera, deoarece
toate aceste informatii pot fi automa-
tizate si gestionate direct in VMS.

Utilizare eficienta a tehnologiei

Al de ultima generatie

AXIS Image Health Analytics este dez-

voltata folosind cea mai avansata teh-

nologie Al. Aceasta valorifica puterea

dispozitivelor edge de la Axis, asigu-

rand cea mai precisd imagine posibild de la camera. De asemenea, aplicatia este
proiectatd sa functioneze eficient, utilizand minim resursele procesorului, pentru a spri-
jini operarea altor analitici bazati pe Al in paralel. AXIS Image Health Analytics este
inclusa si preinstalata in AXIS OS pe camerele compatibile si nu poate fi descarcata separat.
Tn cazul in care camera dvs. nu are cea mai recenta versiune AXIS OS, consultati ghidul
de actualizare pentru a instala cea mai recenta versiune compatibila.

Aceasta solutie avansata ofera control total asupra calitatii imaginilor capturate si
ajuta la mentinerea sistemele video la cel mai inalt nivel de performanta.

m Axis Communications | www.axis.com

47


https://www.axis.com/products/axis-image-health-analytics
https://help.axis.com/en-us/axis-os#how-to-upgrade
https://help.axis.com/en-us/axis-os#how-to-upgrade
https://help.axis.com/en-us/axis-os#how-to-upgrade
https://www.axis.com/support/device-software
https://www.axis.com/
https://electronica-azi.ro/
https://www.aten.com/global/en/products/professional-audiovideo/presentation-switches/vp2420/?utm_source=Press_Release&utm_medium=PR&utm_campaign=vp2420_newrelease
https://www.aten.com/global/en/



https://www.lthd.com

Programul de sustenabilitate
Schneider Electricisi urmareste
obiectivele sale pentru 2024

Schneider Electric a anuntat cele mai recente rezultate
ale programului sau Schneider Sustainability Impact
(SS1) si rezultatele sale financiare pentru al treilea
trimestru al anului 2024.

Recent recunoscuta drept cea mai sustenabila din lume de catre
TIME si Statista, compania are un program SSI care monito-
rizeaza si masoara progresul pe baza unui set de obiective de
transformare de mediu, sociale si guvernanta (ESG) stabilite
pentru 2025. Urmarindu-si performanta in materie de sustena-
bilitate si publicand rezultatele trimestriale, Schneider Electric
mentine ritmul in efortul de a atinge cele 11 ambitii globale si
locale si isi mentine titlul de lider in industrie in ceea ce priveste
responsabilitatea sociala corporativa.

La sfarsitul trimestrului, scorul general al Schneider Electric in
materie de Sustainability Impact (SSI) a fost de 7,29 din zece,
compania pozitionandu-se bine pentru a atinge tinta de 7,40 pana
la sfarsitul anului, cu doud etape majore atinse:

o Schneider si-a depasit obiectivul de a oferi acces la energie verde
si fiabila pentru 50 de milioane de oameni, cu mai mult de un an
nainte de termenul stabilit initial - pentru 2025. Acest lucru s-a re-
alizat prin proiecte in care solutiile de energie solara ale Schneider
Electric au fost instalate pe facilitati publice din Africa si India. De
exemplu, in Kenya, Nigeria si India, noi solutii solare hibride au fost
adaugate clinicilor frecventate de aproximativ 2 milioane de oameni,
iar, in India, peste 700 de scoli au fost alimentate cu energie curata,
lucru de care au beneficiat aproximativ 120.000 de elevi. Compania
se concentreazd acum pe intensificarea acestor eforturi, astfel incat
pana in 2030, cumulativ, 100 de milioane de oameni sd aiba acces
la electricitate verde, de la inceputul programului in 20009.

o Schneider a depasit, de asemenea, un prag cheie in eforturile
sale de a promova invatarea, perfectionarea si dezvoltarea pentru
toate generatiile, dupa ce a instruit peste 763.000 de oameni in
managementul energiei. De exemplu, Schneider Electric si fundatia
sa au colaborat recent cu Enactus, permitand studentilor din zece
tari sa dezvolte solutii antreprenoriale care abordeaza problemele
sociale legate de tranzitia energetica.

In plus, Schneider a facut progrese considerabile in reducerea la
jumatate a impactului furnizorilor sdi de top asupra mediului, prin
Zero Carbon Project, generand o reducere cu 36% a emisiilor
operationale de CO2. Acest lucru a fost facilitat de mai multe work-
shop-uri de energie regenerabild organizate in SUA, Europa si
China, precum si de peste 20 de webinarii specializate, menite sa
sprijine furnizorii in eforturile lor de decarbonizare.

m Schneider Electric | www.se.com/ro
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Schneider Electric a fost numit
lider in IDC MarketScape pentru
solutiile de gestionare a
incarcarii vehiculelor electrice

Schneider Electric a fost numit Lider in IDC MarketScape:
“Worldwide Electric Vehicle Charging Management Solutions
2024 Vendor Assessment’; raport axat pe capacitatile si
strategiile furnizorilor de software care conduc la solutii
de gestionare a incarcarii vehiculelor electrice (EV) la
nivel global.

Raportul pentru anul 2024 evidentiaza punctele forte ale
platformelor Schneider Electric, cum ar fi “versatilitatea si
extensibilitatea, securitatea, motorul de stabilire a preturilor
si raportarea datelor’,impreuna cu“implementarea globala
a companiei, serviciul la cheie, capabilitatile de asistenta
24x7 si integrarea treptatd a platformei in portofoliul sdu
de electrificare si management al energiei.”’

Solutiile de gestionare a incdrcarii EV de la Schneider Electric
sunt create pentru a raspunde nevoilor regionale diverse
prin doua platforme principale: EV Connect in America de Nord
si Oceania si EcoStruxure EV Advisor in Europa. Schneider
Electric a achizitionat EV Connect in iunie 2022, integrand
atu-urile companiei — acoperirea globald, automatizarea
digitala si expertiza in managementul energiei - si experienta
ei de 15 ani in acest domeniu. Achizitia ajutd acum Schneider
Electric sa acopere o gama larga de situatii de utilizare pentru
clienti, inclusiv operatori de puncte de incdrcare (CPO), furni-
zori de retele de incarcare, companii din Fortune 500, antre-
prenori in businessul de incdrcare furnizori de solutii de
transport la scara de flote si utilitati electrice, in 50 de state din
SUA siaproape 20 de tdri din America de Nord, Europa si Oceania.
Ambele platforme ofera un management complet al infrastruc-
turii de incarcare a vehiculelor electrice, concentrandu-se pe
scalabilitate, fiabilitate, securitate si experienta utilizatorului.
Portofoliul de infrastructura eMobility al Schneider ofera
solutii complet integrate, la cheie, inclusiv instalarea, hard-
ware-ul, software-ul si operatiunile si intretinerea (O&M),
sustinute de suport solid si integrat pentru o rezolvare mai
rapida a problemelor si un timp de functionare mai mare al
incdrcatorului.

“Suntem onorati sd fim recunoscuti ca lider de cdtre IDC Market-
Scape. Aceastd recunoastere reflectd angajamentul nostru ne-
clintit fata de inovatie si excelentd in solutiile de gestionare a
incdrcadrii vehiculelor electrice’; a declarat Nadeége Petit, Chief
Inovation Officer al Schneider Electric. “Obiectivul nostru este
de a oferi clientilor platforme adaptabile, fdra intreruperi, care
accelereaza tranzitia cdtre energie curatd. Si odatd cu puterea
ecosistemului nostru, impreund cu EV Connect, rdmdnem un
partener de incredere in construirea unui viitor sustenabil prin
furnizarea de infrastructurd EV personalizatd care sd raspundd
nevoilor diverse.”

m Schneider Electric | www.se.com/ro
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Noua oferta de la Omron pentru
industria mobilitatii electrice

DESCOPERITI SERIA DE RELEE G9KC.

Piata vehiculelor electrice este din ce in ce mai dinamicd. Totusi, una dintre provocdrile industriei
ramane problema incarcarii, iar producatorii de top din intreaga lume se angajeazad sa ofere
solutii din ce in ce mai eficiente. Unul dintre acestia este Omron, a cdrui noud ofertd de relee a
fost addugatd in catalogul TME. In acest articol, prezentdm seria GKC.

REVOLUTIA AUTO

De ceva timp, se vorbeste tot mai mult despre
eliminarea masinilor cu motoare pe com-
bustie care emit multe noxe si inlocuirea
acestora cu alternative electrice.

In conformitate cu directivele adoptate,
aproape inintreaga lume, inclusiv in Uniunea
Europeana, tarile s-au angajat sa elimine
sau sa inlocuiasca complet — in urmatorii
ani - vehiculele alimentate cu combustibili
traditionali cu vehicule electrice. Cei mai
mari producatori de masini din lume, ur-
mand aceste tendinte, lanseazd din cein ce
mai multe modele electrice. Avand in vede-
re ca prima masina cu motor cu combustie
a fost construitd in 1876 si ca aceasta teh-
nologie - desi cu multe modificari siimbu-
natatiri — a servit soferilor din intreaga lume
atat de mult timp, transformarile din ulti-
mul deceniu sunt cu adevdrat revolutio-
nare. Statiile de incdrcare pentru vehicule
electrice apar rapid, iar modelele din ce in
ce mai avansate de vehicule electrice sunt
alimentate de baterii mai eficiente si cu ca-
pacitate tot mai mare.
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Dezvoltarea e-mobilitatii a ajuns in punctul
in care masinile electrice pot fi gasite, acum,
aproape peste tot in lume. Utilizatorii lor,
obisnuiti cu confortul de a alimenta la ben-
zindrii obisnuite, se asteapta sa-si “umple
rezervorul” rapid si sa se intoarca pe drum
cat mai curand posibil.

Prin urmare, pentru a se asigura ca vehicu-
lele electrice nu rdman in urma celor pe
combustie, statiile de incarcare se confrunta
cu provocarea de a reincarca vehiculele in
cel mai scurt timp posibil, mentinand, tot-
odatd, standardele de siguranta necesare
atat pentru utilizator, cat si pentru bateria
care se incarca.

Asumandu-si responsabilitatea de a satis-
face clienti extrem de exigenti si de a atinge
obiective inalte, producatorul de compo-
nente electronice de inalta calitate, Omron,
a decis sa dezvolte o solutie care va sprijini
progresul incarcatoarelor dedicate vehicu-
lelor electrice, ridicand semnificativ standar-
dele actuale.

G9KC: STANDARDELE DE CLASA
MONDIALA INTR-O SOLUTIE
JAPONEZA COMPACTA

GIKC, un releu de putere PCB cu 4 poli si 40
amperi, este una dintre cele mai recente
realizari ale unuia dintre liderii industriei de
componente electronice. Producatorul a
oferit si o optiune cu un contact auxiliar supli-
mentar de tip B.n astfel de cazuri, denumi-
rea produsului va include denumirea“1B".

Ce diferentiazd aceasta solutie de concu-
rentii de pe piata? Potrivit producdtorului,
acest releu are o rezistenta de contact mai
micd, ceea ce duce la o temperaturd mai
scazutd in interiorul carcasei dispozitivului.


https://www.tme.eu/ro/linecard/p,omron-electronic-components_1532/
https://www.youtube.com/watch?v=hJUztHwFbHQ
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Aceastd temperatura mai scazutd influenteaza, de asemenea,
pozitiv longevitatea altor componente electronice aflate in
apropiere. Anterior, gestionarea termica reprezenta o limitare
semnificativa in ceea ce priveste puterea de incarcare dispo-
nibild. Releul Omron permite incdrcarea vehiculelor electrice cu
o capacitate de putere de 22 kW. Un avantaj deosebit de impor-
tant este posibilitatea ca produsul sa fie montat pe un PCB
(placd de circuitimprimat).

Aceastad solutie minimizeaza dimensiunea statiei de incarcare si
reduce costurile. Productia de masa a PCB-urilor echipate cu
relee G9KC asigura cea mai inalta calitate a manoperei si acce-
lereaza intregul proces de productie. Producatorul garanteaza
o calitate de top, conformad cu standardele globale, asa cum
reiese din conformitatea cu standardele IEC pentru solutii de
incarcare a vehiculelor electrice (IEC 61851-1, IEC 62955). Solutia
cu contact auxiliar respecta si standardul IEC 60947-4-1, F.7.2.
Este, de asemenea, demn de remarcat ca G9KC este certificat
de UL/C-UL, TUV si CQC, asigurand siguranta utilizarii releului.

CARACTERISTICILE RELEELOR G9KC

Catalogul TME prezinta patru modele de relee Omron GOKC.
Acestea includ versiuni de baza, precum si cele echipate cu un
contact auxiliar suplimentar, disponibile cu tensiuni nominale
ale bobinei de 12V si 24V. In afar3 de diferentele care decurg
din tipul de bobina utilizat - cum ar fi rezistenta, curentul si
consumul de energie - intreaga serie de relee are urmatoarele
specificatii tehnice comune:

o Curent maxim de contact: 40A;
o Temperaturd de operare: - 40 + 85°C;
¢ Dimensiuni externe: 58,5 x 35,5 x 47,5 mm.

Specificatii tehnice in functie de tensiunea bobinei:
 Rezistenta bobinei:
— Pentru versiunea de 12V: 28,8Q;
— Pentru versiunea de 24V: 115Q;
e Curentul bobinei:
— Pentru versiunea de 12V: 417mA,;
— Pentru versiunea de 24V: 208mA;
« Consum de energie al bobinei:
— Pentru versiunea de 12V: 5W;
— Pentru versiunea de 24V: 613mW.

APLICATIILE RELEELOR G9KC

Asa cum am mentionat anterior, releul GOKC este utilizat in
statiile de incarcare trifazate pentru vehicule electrice, dar este,
de asemenea, potrivit pentru alte aplicatii care utilizeaza curent
alternativ trifazat. Acestea pot include surse de alimentare
neintreruptibile (UPS), invertoare pentru instalatii fotovoltaice
sau invertoare industriale.

Calitatea superioara a produselor Omron a contribuit la con-
struirea unui brand care inspira incredere mare in randul
clientilor. Releele din noua serie G9KC reprezinta cele maiinalte
standarde globale in ceea ce priveste calitatea, durabilitatea si
performanta. Cu siguranta vor functiona bine chiar si in cele
mai solicitante aplicatii. Achizitionand releele G9KC, utilizatorul
beneficiaza de sigurantd atat pentru sine, cat si pentru intreaga
instalatie care functioneaza cu aceste relee.

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu/ro/news/about-product/page/62088/noua-
oferta-omron-pentru-industria-e-mobilitatii/

Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu
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" DEBIX

SISTEM EMBEDDED INDUSTRIAL FARA VENTILATOR

inalta performanta, consum energetic redus

Sistemul embedded caracterizat de
inalta performanta si consum energetic
redus dispune de SoC NXP i.MX 8M
Plus, interval de temperatura extins,
factori de formda SBC si SoM, plus suport
TSN si multe altele. Platforma DEBIX
integreazd numeroase caracteristici si
capabilitati avansate care, impreund,
fac o solutie convingdtoare pentru
aplicatii industriale. In acest articol,
exploram diferitele modele DEBIX, dis-
ponibile in prezent, impreuna cu acce-
soriile care adauga noi functii si faci-
liteaza prototiparea. De asemenea,
aruncam o scurta privire asupra supor-
tului sistemului de operare si oferim o
demonstratie rapidd care arata cum
IEEE-1588 poate fi utilizat pentru a acti-
va sincronizarea timpului sub-microse-
cunde, prezentdndu-vd, pe scurt conclu-
Ziile trase de Andrew Back.

CALCUL AVANSAT

Familia de procesoare de aplicatii NXP i.MX 8 este destinata sis- ce mai mult sistemele embedded, acestea putand avea sarcini de
temelor de calcul periferic (edge), oferind consum redus de ener- citire a senzorilor, de control al actiondrii si a altor iesiri, in timp ce
gie si performantad ridicata. Ca atare, aceste procesoare sunt indeplinesc si functii mult mai avansate, cum ar fi vizualizarea
potrivite pentru aplicatiile industriale, in care se solicita din ce in computerizata si sarcinile de lucru de invatare automata.

52 Electronica Azinr. 10 /2024



SISTEME EMBEDDED

SoCi.MX 8M Plus se afla in centrul platformei DEBIX
si dispune de o unitate centrala de procesare CPU
ARM Cortex-A53 cu patru nuclee care poate rula
pana la 1,8 Ghz, plus o unitate de procesare neurala
(NPU), capabild sa furnizeze 2,4 trilioane de
operatiuni/secundd (TOPS) pentru aplicatiile de
fnvatare automatd. Acest sistem fiind capabil sa
functioneze fara ventilator, oferd un avantaj semni-
ficativ in mediile in care racirea fortatd cu aer poate
fi problematica.

Familia DEBIX SBC si SoM ofera, de asemenea, po-
sibilitate de extensie, care include GPIO, SPI, I12C si
PWM. Tn plus, sunt posibile 2x CAN FD, dual LVDS,
MIPI CSI si DSl si o linie de PCle.

Alte caracteristici notabile includ Ethernet dual
Gigabit, cu un port care beneficiaza de suport pen-
tru Time Sensitive Networking (TSN) — un set de
standarde care permit sincronizarea timpului sub
microsecunde, modelarea traficului, filtrarea si con-
trolul pe flux si numeroase alte tehnici avansate de
retea — factori cheie pentru Industrie 4.0.
Capabilitatile multimedia avansate includ suport
hardware pentru codificarea si decodarea video
H.264 si H265, datorita unui procesor pentru viziune
computerizatd (VPU). Intre timp, procesoarele duale
de semnal de imagine (ISP) preiau videoclipuri de la
cele doua intrari ale camerei MIPI CSI2 si efectueaza
functii precum conversia de la Bayer brut la YUV,
procesarea culorilor, reducerea zgomotului si HDR,
printre altele. In continuare sunt prezentate cateva
optiuni de platforme.

MODELA

Platforma DEBIX Model A este disponibild intr-un
factor de forma compact SBC, iar versiunea aflata -
in momentul scrierii acestor randuri - la vanzare, in-
clude o memorie de 2GB RAM (Nr. stoc RS 238-0448).
Pe langa aceasta, exista si versiuni personalizate
dotate cu pana la 8 GB RAM, disponibile prin OKdo
(parte a Grupului RS).

Platforma contine patru porturi USB 3.0 si o iesire
HDMI, precum si iesirile de ecran LVDS si DSI mentio-
nate mai sus, plus intrdri pentru camera CSI. Portul
Ethernet compatibil TSN este accesat printr-un port
RJ45,n timp ce accesul la cel de-al doilea port Giga-
bit Ethernet este asigurat prin conectorul cu pini. »
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Exista un slot Micro SD pe partea inferioara, plus PCle pe un
soclu FPC cu pas de 0,3 mm cu 19 pini. Conectivitatea fara fir
este oferita prin WiFi de 2,4 GHz si 5 GHz, plus Bluetooth 5.0.
DEBIX Model A are o temperatura nominala de operare cuprinsa
in plaja -20°C ... 70°C.

MODEL B

DEBIX Model B (Nr. stoc RS 261-9844) dispune de aceleasi functii
precum Model A SBC, dar asigura un domeniu extins de tempe-
ratura de operare de la -40°C la 85°C. Prin urmare, Modelul B este
potrivit pentru aplicatii in medii mai dure si este disponibil la OKdo.

SOM A (SISTEM PE MODUL)

In timp ce un computer pe o singura placa este potrivit pentru
multe aplicatii, exista unele cu cerinte specifice de spatiu, factor
de forma, periferice sau alte cerinte personalizate, unde un sis-
tem pe modul SoM reprezinta abordarea potrivita.

DEBIX SOM A (Nr. stoc RS 261-9845) este primul produs de sistem
pe modul al familiei si se bazeazd pe acelasi pachet de functii oferit
de NXP i.MX 8M Plus SoC, suportand aceleasi extensii 1/0 ca si
modelele SBC A si B.
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Aceasta inseamna ca aplicatiile pot sa fie dezvoltate, la inceput,
cu un model SBC A sau B, iar apoi sa migreze catre solutii per-
sonalizate bazate pe SoM A.

DEBIX SoM A ofera un domeniu al temperaturii de operare cu-
prins intre -20°C si 70°C, dar exista si 0 optiune cu domeniu extins
de temperaturd, de la -40°C la 85°C.

ACCESORII

Pentru protejarea SBC-urilor DEBIX, este disponibild o carcasa
robusta din aluminiu (Nr. stoc RS 250-9195), fiind proiectata pentru
a asigura asistenta in racirea pasiva si este prevazuta o antena WiFi
externd. Suplimentar, putem analiza cateva module de accesorii.

1/0

Placa add-on DEBIX I/O (Nr. stoc RS 238-0447) include o interfata
de retea Gigabit RJ45, impreuna cu MIPI CSl si DSI si integreaza,
totodatd, un ceas in timp real (RTC) cu baterie de rezerva.

Placa I/O ofera porturi seriale RS-232 si RS-485, plus 1 transceiver CAN.

Placa SoM A I/0 Board (Nr. stoc 266-4269) se interfateaza cu
DEBIX A SoM prin 4 conectori placa la placa si ofera acces la
aceleasi I/0 ce se gasesc pe SBC. De mentionat cd se adauga si
WiFi si BT 5.0, deoarece, spre deosebire de SBC-uri, SoM nu le
integreaza direct. De asemenea, este prevazut un slot Mini PCle.


https://ro.rsdelivers.com/product/polyhex/emb-imx8mp-04/polyhex-debix-model-b-bluetooth-gpio-wifi-board-04/2619844?query=261-9844
https://ro.rsdelivers.com/product/polyhex/som-imx8mp-01/polyhex-debix-som-a-i2c-spi-uart-development-board/2619845?query=261-9845
https://ro.rsdelivers.com/product/polyhex/emc-7090b/polyhex-aluminium-case-for-use-with-debix-model-a/2509195?query=250-9195
https://ro.rsdelivers.com/product/polyhex/emb-as-e01/polyhex-debix-model-a-i/o-board-ethernet-poe-i/o-board-emb-as-e01/2380447?query=238-0447
https://ro.rsdelivers.com/product/polyhex/bmb-08/polyhex-debix-som-a-i/o-board-i/o-board-bmb-08/2664269?query=266-4269

SBC PoE

Modulul SBC PoE (Nr. stoc RS 267-
2985) acceptd IEEE 802.3at-2009
a.k.a. PoE+. Se conecteaza direct la
conectorul I/0 al unui SBC Model
A sau Model B si poate fi folosit cu
carcasa din aluminiu. Modulul
DEBIX SBC PoE oferd un interval de
temperatura de operare cuprins
intre -40°C si 85°C.

4G

Placa DEBIX 4G (Nr. stoc RS 267-2984) dispune de un controler
PCle cu o singura linie PCle Gen3.0, soclu Mini PCle si soclu Micro
SIM. Ea nu integreaza direct un modem 4G, dar, in schimb,
asigura compatibilitate cu urmatoarele modem-uri Mini PCle:

o Quectel EC20CEHDLG-128-SNNS

o Quectel EC21ECGA-128-SNNS

o Quectel EC25ECGA-128-SNNS

Placa 4G se conecteaza la DEBIX SBC prin socket-ul sau PCle FPC, se
identifica precum /dev/ttyUSBO si este controlatd folosind comenzi AT.

LoRA

Placa DEBIX LoRa (Nr. stoc RS 238-0446) nu vine cu un modul
radio LoRa incorporat, dar, in schimb, ofera un slot Mini PCle in
care poate fi montat un modul radio. De asemenea, ofera o pe-
reche de conectori SMA: unul pentru LoRa si al doilea pentru
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WiFi, pe care unele implementari le pot folosi pentru o conexiune
uplink unde DEBIX actioneaza ca un gateway LoRaWAN sau similar
pentru dispozitivele terminale la distanta.

Exista, de asemenea, un buton de asociere Bluetooth, plus un
element securizat ATECC608.

CAMERE

Cu doua interfete CSI, procesare a semnalului

de imagine si un NPU, este clar ca aplicatiile

de viziune automata si Al/ML vor fi cazuri

cheie de utilizare pentru DEBIX. Tn sprijinul

DEBIX, exista trei optiuni de camere DEBIX

disponibile in acest moment:

o DEBIX modul camera 200A
(Nr. stoc RS 238-0446): o camera mica ce
include un senzor GC2145.

o DEBIX modul camera 500A (Nr. stoc RS 267-2983):
0 camera compacta cu senzori 5SMP OV5640.

o DEBIX modul camera 1300A (Nr. stoc RS 267-2981):
camerd mica HD cu senzor de 13 mega pixeli AR1335.

IEEE-1588

Mai devreme, a fost mentionat modul in care hardware-ul DEBIX
ofera suport pentru setul de standarde Time Sensitive Networking
(TSN) si protocolul fundamental IEEE-1588 Precision Time Protocol
(PTP). Acesta ofera o performanta mult mai mare si o alternativa
mult mai sofisticatd la solutii precum Network Time Protocol
(NTP), permitand sincronizarea timpului sub microsecunde.

SUPORT SISTEM DE OPERARE (0OS)

Exista nu mai putin de patru optiuni de sisteme de operare care
asigurd suport pentru DEBIX SBC si SOM: Ubuntu 22.04; Yocto
L5.10.72; Windows 10 loT Enterprise; Android 11. >
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Acestea ar trebui sd acopere aproape majoritatea, daca nu chiar
toate cerintele.

Ubuntu 22.04 ofera un mediu Linux familiar si usor de utilizat,
ideal pentru dezvoltare si multe implementari.

Suportul Yocto face posibila construirea de imagini Linux perso-
nalizate care includ toate componentele software necesare si
nimic altceva - optimizate pentru aplicatia speciala si beneficii
care includ securitate sporitd, datorita amprentei software reduse.
Suportul Windows 10 loT Enterprise va fi benefic pentru organi-
zatiile care au investit in tehnologiile Microsoft.

In sfarsit, Android 11 se va dovedi o optiune atractiva pentru
aplicatiile care sunt comandate de interfete locale de utilizator,
cum ar fi o interfata personalizata om-masind (HMI).

TEST RAPID

Testarea prezentata a fost efectuata cu Ubuntu 22.04 instalat pe
cardul Micro SD. Interfata WiFi a fost configurata pentru a se conec-
ta la reteaua locala. Interfata Ethernet a fost configurata cu o adresa
IP statica si conectata prin cablu direct la un grandmaster (GM)
IEEE-1588, care are referinta la GPS si un ceas atomic cu rubidiu.
Intr-o retea de productie, ar fi mai obisnuit sa aveti un GM conectat
la unul sau mai multe switch-uri Ethernet compatibile PTP si apoi
clientii conectati la acestea.

Pentru a verifica daca un adaptor Ethernet are suport hardware
PTP, se poate utiliza comanda ‘ethtool -T.
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Inimaginea de mai sus se poate vedea ca acesta comanda rulata
pe un DEBIX Model A specifica portul Ethernet primar, rezultatul
confirmand ca acest port dispune de suport hardware pentru
PTP, iar parametrii asociati au fost afisati.

Utilitarul ‘ethtool’ este preinstalat in imaginea Ubuntu. Cu toate
acestea, a trebuit sa instalam software-ul Linux PTP pentru a sin-
croniza efectiv DEBIX SBC-ul nostru cu GM.

$ sudo apt install linuxptp

Apoi, am putea rula‘ptp4l’ pentru a sincroniza ceasul hardware
al adaptorului Ethernet cu GM.

Dupa selectarea GM-ului, offset-ul de timp a fost afisat, acesta
incepand sa scada rapid pe masura ce ceasul nostru hardware
PTP (PHC) s-a sincronizat.

Intr-o fereastra separata, am putea rula, acum, ‘phc2sys’ pentru
a sincroniza ceasul sistemului nostru cu ceasul hardware PTP.
Inca o datd, vedem, pentru inceput, o compensare mare a tim-
pului, aceasta scazand rapid pe mdsura ce ceasul sistemului
DEBIX se sincronizeaza cu PHC.

Evident, intr-un mediu de productie, acest software ar fi pornit
la initializare de cdtre systemd.

Cu combinatia dintre un SoC puternic cu NPU, suport TSN, I/0
bogat, functionare fara ventilator si o gama extinsa a tem-
peraturii de operare, plus suport pentru patru sisteme de ope-
rare majore, familia DEBIX ofera o platforma atractiva pentru
solutii industriale. Ca sa nu mai vorbim si de placile de exten-
sie care adauga suport pentru PoE+, extensie celulara, LoRa
si multe altele.

Pentru oferta completd de sisteme pe cip de la Aurocon COMPEC,
vd invitdm sd accesati: https://ro.rsdelivers.com.

m Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec
WWW.COMPEeC.ro
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TEHNOLOGIE

Mentenanta bazata pe conditia
masinii vs. mentenanta bazata pe timp

Durata mai mare de viata pentru echipamente

Mentenanta bazatd pe conditii si, respectiv, mentenanta bazatd
pe timp sunt centrate pe monitorizarea stdrii curente a unei
masini si pe planificarea si programarea intretinerii requlate.
Ambele sunt forme de intretinere proactiva prin faptul ca
urmadresc sd rezolve problemele inainte ca acestea sd provoace
defectiuni ale echipamentelor. Desi fiecare abordare are avan-
tajele sale, utilizarea lor impreuna este uneori si mai eficienta.

De ce este importanta mentenanta? Pur si
simplu, o intreaga fabrica poate depinde de
aceasta. Echipamente defecte inseamnd nu
numai productivitate si profitabilitate mai
scazute, ci si produse potential defecte si
costuri mai mari ale fortei de munca.
Instalatiile de productie se bazeazd in mare
masura pe performanta activelor fizice,
care este corelata cu profitabilitatea. Extin-
derea duratei de viata a utilajelor inseamna
o rentabilitate mai mare a investitiei pe
acea masind. Echipamentul care este bine
intretinut pe toata durata de viata, va dura
mai mult. Cu toate acestea, o importantd si
mai mare este ca fabricile cu utilaje bine
intretinute sunt mai sigure.

SURSE

Acidentele si chiar decesele lalocul de munca
sunt adesea legate de o mentenanta deficitara.
Mentenanta bazata pe conditia de functio-
nare a masinii (CBM) se bazeaza pe colectarea
datelor de la utilaje pentru a determina ne-
voile de intretinere. Este similara cu intreti-
nerea predictiva, deoarece se bazeaza pe
colectarea datelor de la echipamente pen-
tru a determina ce activitati de intretinere
trebuie efectuate. Mentenanta bazata pe
timp (TBM), cunoscuta si sub denumirea de
“Intretinere planificatd’, inseamnd interventii
de intretinere a echipamentului la intervale
regulate, planificate in avans.

CBMinseamna monitorizarea stdrii curente a
utilajelorfolosind echipamente de diagnosticare,

« https://uk.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/condition-based-maintenance-vs-time-based-maintenance
« https://ro.rsdelivers.com/product/balluff/bcm0002/balluff-production-monitoring-system-bcm-vibration/20722082query=9%20207-2208

cum ar fi senzori, dispozitive de masurare si
inregistratoare de date. Interventiile sunt
determinate de starea observata a echipa-
mentelor sau de depdsirea unor praguri
prestabilite. Exista o serie de diferite tipuri
de tehnologie care sunt utilizate in aplica-
tiille de intretinere bazate pe conditii.
Acestea pot include (fara a se limita doar la
acestea): Analiza de vibratii (probleme ti-
pice revelate sunt defectarea rulmentilor,
distorsiunile arborelui, dezechilibrul si sla-
birea mecanica); Analiza ultrasonica (iden-
tificare sunete ce nu pot fi identificate de
urechea umana, dar reveland scurgeri, defec-
tiuni mecanice la motoare sau cutii de viteze
si probleme in medii electrice); Termografie
in infrarosu (imagine termica ce identifica
supraincalziri, scotand in evidenta proble-
me electrice si mecanice la motoare, proble-
me de lagaruire si probleme de izolatie).
Unul dintre produsele de monitorizare
oferite de Aurocon COMPEC, foarte utile
in procesul de mentenanta este sistemul
de monitorizare BCM de la BALLUFF.

207-2208 BALLUFF

Cod Producitor
BCM0002

Sistemul portabil de monitorizare BALLUF,
oferit acum ca exemplu, permite identifi-
carea vibratiilor (viteza, acceleratie), tem-
peraturii de contact, umiditatii relative,
presiunii ambientale. Dispozitivul permite
stocarea datelor in Cloud si dispune de
interfata / protocol de comunicatie 10-Link.
Este posibila astfel monitorizarea in timp
real a parametrilor mai sus mentionati, in-
clusiv in zone mai dure, datorita clasei de
protectie IP67. Montarea se realizeaza cu
usurintd prin fixare cu surub sau prin
optiunea de baza magnetica.

Dupd cum se poate observa, aborddrile de mentenantd bazate pe timp si pe conditii pot functiona impreund. Aceste douad
strategii de intretinere aduc fiecare propriile avantaje. Pentru a vizualiza oferta Aurocon COMPEC de produse necesare pentru
monitorizarea conditiilor de functionare a masinilor, va invitdm sa accesati https://ro.rsdelivers.com.

Autor: Gramescu Bogdan

Aurocon Compec | www.compec.ro
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New RedCap wireless communica-
tions modules from SIMCom balance
5G speed, latency and reliability with
cost-effectiveness

SIMCom, a leading provider of cellular
wireless modules and solutions for loT and
M2M applications, has launched a new
RedCap (reduced capability) wireless com-
munication module range for cost-con-
scious loT applications where full 5G
performance is not required.

The SIM8230 is a multi-band 5G NR/LTE-
FDD/LTE-TDD module which supports R17
5G SA. With a rich set of protocols and in-
terfaces including PCle, USB2.0 and GPIO,
the module delivers great flexibility and in-
tegration.

5G RedCap is an emerging standard for ap-
plications that require some of the advan-
tages of 5G — high speed, ultra-low latency
and high reliability - but which cannot jus-
tify the cost of full 5G. Also, in many re-
gions a full 5G network infrastructure has
not yet been unrolled.

Comments Mads Fischer, European Sales
Director. SIMCom: “RedCap is very attractive
for customers seeking the rapid deployment
of loT applications that meet 5G require-
ments, but which must also consider cost.
Our new range of SIM8230 RedCap modules
enable systems designers to get up and run-
ning quickly and easily.”

SIM8230 modules adopt the LGA +LCC
form factor with various interfaces, meas-
uring 30 x 30 x 2.5mm. The AT commands
of SIM8230 modules are compatible with
SIM7600/8200/8260 series devices which
also minimizes costs for customers and
shortens time to market.

SIM8230 modules deliver up to
220Mbps(DL)/100Mbps(UL) for Sub-6G SA,
or 200 Mbps(DL)/75Mbps(UL) for LTE.
Modules are available in different versions
for use in different regions.

Due to their high efficiency, security and
flexibility, the modules suit various loT and
M2M applications including indoor CPE,
MIFI, and industrial control.

SIMCom
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Mouser Shipping New Microchip
Technology PIC64GX RISC-V Micro-
processor for Industrial, Automotive,
Aerospace and loT Applications

Mouser Electronics, Inc, the authorized
global distributor with the newest elec-
tronic components and industrial automa-
tion products, is now stocking the PIC64GX
microprocessor (MPU) from Microchip Tech-
nology. The PIC64GX MPU is a 64-bit Linux®
Operating System (OS)-capable processor
that provides an innovative, mid-range, em-
bedded compute platform based on the
RISC-V® instruction set architecture (ISA) for
industrial, aerospace, automotive, defense,
communications and loT applications.

The Microchip Technology PIC64GX MPUs,
available from Mouser, bring micro-architec-
ture implementation in a simple, five-stage,
single-issue ordered pipeline that is invul-
nerable to Meltdown and Spectre
anomalies that frequent common, out-of-
order machines. The PIC64GX has five RISC-
V cores supporting the memory subsystem,
allowing a versatile mix of deterministic real-
time and Linux functions in a single, multi-
core processor cluster. With integrated
secure boot, Linux and real-time modes, a
large and flexible L2 memory subsystem
and arich set of embedded peripherals, the
PIC64GX MPU provides new choices for de-
veloping secure and power-efficient em-
bedded compute platforms.

The Microchip Technology PIC64GX1000
MPUs include integrated 128KB non-vol-
atile memory (eNVM) for boot, platform in-
terrupt controller, and integrated dual
physically unclonable function (PUF). The
PIC64GX family boasts pin compatibility
with Microchip’s PolarFire® SoC FPGA and
an easy-to-use ecosystem of tools and sup-
porting software, including a host of pow-
erful processes to help configure, develop,
debug and qualify embedded designs.

To learn more about the PIC64GX microprocessor, visit:
https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-
pic64gx1000-microprocessors/.

Mouser Electronics

Explore the Benefits of GaN-Based
Power Electronics in the New eBook
from Mouser Electronics,

Analog Devices, and Bourns

Mouser Electronics, Inc., the New Product
Introduction (NPI) leader™ empowering
innovation, today announces a new eBook
in collaboration with Analog Devices, Inc.
(ADI) and Bourns exploring the challenges
and benefits of Gallium Nitride (GaN) tech-
nology in the pursuit of efficiency, per-
formance, and sustainability.

10 Experts Discuss Gallium Nitride Technol-
ogy explores how GaN technology, which
enables higher efficiency, faster switching
speeds, and greater power density than sil-
icon, is revolutionising power electronics.
The advantages of GaN technology offer
far-reaching implications across various in-
dustries, from automotive and industrial
applications to consumer electronics and
renewable energy. The new eBook provides
insights from experts from ADI, Bourns, and
other companies on the benefits of GaN,
the challenges first-time GaN designers
might face, and how to best navigate the
transition from silicon to GaN. The eBook
also highlights relevant products from ADI
and Bourns, including GaN controllers and
drivers, power inductors, and more.

The ADI LTC7890/1 synchronous step-down
controllers are high-performance, step-
down, DC-to-DC switching regulator con-
trollers that drive N-channel synchronous
GaN field effect transistor (FET) power
stages from input voltages up to 100 V.
These devices simplify design while requir-
ing no protection diodes or other additional
external components, compared to a silicon
metal-oxide-semiconductor solution.

The LT8418 is a 100 V half-bridge GaN
driver that integrates top and bottom
driver stages, driver logic control, and pro-
tections. The LT8418 provides split gate
drivers to adjust the turn-on and turn-off
slew rates of GaN FETs to suppress ringing
and optimise EMI performance.

To browse Mouser’s extensive eBook library, visit:
https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/.

Mouser Electronics
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Allegro MicroSystems Unveils
Innovative Power Products for
a More Energy Efficient Future

Allegro MicroSystems, Inc. announced a
groundbreaking series of Power products
poised to redefine performance and effi-
ciency across automotive, industrial and
data center applications. Allegro’s innova-
tive products, debuting at Electronica 2024,
empower customers to achieve unparal-
leled performance while simplifying design
and reducing costs. The new product lineup
not only addresses the escalating demands
for higher voltage and power, but also de-
livers industry-leading efficiency and reli-
ability, marking a significant advance in
power electronics technology.

Allegro’s comprehensive suite of products
encompasses cutting-edge true 48V motor
drivers like the A89212, A89224 and A89333
designed to address the thermal manage-
ment needs of hybrid electric vehicles and
Al Servers. Complementing these drivers is
the APM81815, a 48V buck regulator de-
signed for superior EMI performance in
dual-voltage hybrid electric vehicles.
Rounding out the list of new products is the
AHV85311, a high-power isolated gate
driver designed to accelerate the devel-
opment of Silicon Carbide (SiC)-based
power electronics. From optimizing effi-
ciency in automotive applications to simpli-
fying industrial designs as well as enhancing
reliability in data centers, Allegro’s new
power IC innovations enable engineers to
design smarter, more efficient systems.

Supporting multiple SiC MOSFET vendors,
this universal gate driver utilizing Power-
Thru technology offers a compact, efficient
solution that simplifies development and
enhances overall system performance. By
eliminating the need for an external trans-
former or isolated bias supply, it reduces
size, noise and design complexity while
boosting efficiency.

Allegro MicroSystems
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Allegro MicroSystems Introduces
High-Bandwidth Current Sensors
Incorporating XtremeSense™
TMR Technology

Allegro MicroSystems, Inc. announced two
new XtremeSense™ TMR sensors that
streamline high power density designs, pro-
vide space and cost savings while improving
energy efficiency. Allegro’s latest solutions,
CT455 and CT456, offer high-bandwidth
and low noise that enable precise current
measurements for Al data center and auto-
motive powertrain applications.

Today’s prevalent market applications use
current sensor modules that are bulky, in-
trusive and inefficient. As a result, these so-
lutions often lack desired accuracy and
resolution, and are prone to potential sys-
tem failures. These issues can create major
design complexities for engineers that
often lead to increased cost and longer
production time.

Allegro’s new current sensors, using
XtremeSense TMR technology, address
many of the challenges engineers face by
providing superior magnetic sensitivity,
low power consumption and a compact
size compared to other solutions. The
CT455 sensor supports two standard field
ranges, allowing it to sense and translate
magnetic fields into a linear analog output
voltage, while the CT456 supports a pre-
programmed 6 mT field range.

Unlike other market solutions, our newest
TMR sensors offer distinct advantages, as
they are designed to enable smaller, more
efficient, high-accuracy current measure-
ments on PCB or Busbar applications from
80 A up to above 800 A, depending on the
configuration, with the best performance
advantages in the 80-200 A range.

Unlike traditional high-power current sensors,
Allegro’s newest TMR sensors offer a contact-
less, non-intrusive solution that delivers 1
MHz bandwidth and a 300 ns response time
to enable faster power conversion.

Allegro MicroSystems

NEWS IN BRIEF

Unparalleled accuracy and longevity:
Panasonic Industry presents brand
new ultra-compact Air Quality Sensor

With the release of the new SN-GCQB1
Laser Type Air Quality Sensor, Panasonic
Industry marks a significant leap forward
in air quality monitoring technology, set-
ting new standards for accuracy, compact-
ness, and longevity for a wide field of
relevant installation designs. Engineered
to provide precise measurements of par-
ticulate matter, temperature, humidity,
and total volatile organic compounds
(TVOCs), this sensor might re-define the
perception and management of air quality
in different environments.

One of the standout features of Panasonic’s
SN-GCQB1 is its remarkable precision cou-
pled with an ultra-compact housing, mak-
ing it one of the smallest on the market.
With optimized air pathway structure to
minimize dust accumulation - and thus to
protect electronic components - this sen-
sor ensures unparalleled accuracy even in
the most challenging surroundings.

Designed to detect particulate matter in
three key classes - PM1.0, PM2.5, and PM10
—this sensor utilizes a high-precision optical
sensor and a unique optical design for en-
hanced small particle detection. Moreover,
its auto-calibration feature guarantees
long-term detection accuracy, providing re-
liable data over extended periods.

In addition to particulate matter detection,
the SN-GCQB1 monitors temperature, hu-
midity, and total volatile organic com-
pounds (TVOCs). Equipped with a special
resin outer shell, it is protected against
electromagnetic waves, ensuring im-
proved long-term drift performance,
measurement stability, and response time.
With a projected lifetime exceeding 10
years, this sensor offers unmatched lon-
gevity, making it an ideal choice for var-
ious applications such as factory clean air
management, environmental sensing,
HVAC installations, room air conditioners,
air purifiers, and more.

For more information about the new SN-
GCQBT1 Laser Type Air Quality Sensor and its
applications, please visit Air quality sensor

Panasonic Industry Europe
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Murata Unveils Innovative 600W
Open Frame Power Supply for
Medical and Industrial Applications

Murata Manufacturing Co. Ltd has ex-
panded its line of open-frame AC to DC
power supplies with the new PQC600. With
its highly efficient and power-dense design,
the PQC600 caters to the needs of the latest
medical and industrial applications, such as
hospital beds, dentist chairs, medical equip-
ment, and industrial process machinery.

Compactness, reliability, and efficiency are
paramount for contemporary power
supplies. With its compact size and high-
power density, Murata’s industrial-grade
PQC600 is an ideal choice to fulfill these de-
mands, offering 600W of power within a
package that is less than 1U in height. Its
dependable performance in medical and
industrial settings is guaranteed through
certification to the IEC 60601-1 Edition 3
medical safety standard, which includes 2
Means of Patient Protection (MOPP) from
primary to secondary, 1 MOPP from the
chassis to ground and 1 MOPP from output
to chassis. Additionally, the PQC600
complies with the [EC 60601-1-2 4th Edition
for EMC standards, ensuring robust electro-
magnetic compatibility, and is suitable for
use with medical devices that have Type B
or Type BF applied parts.

The PQC600 utilizes Murata Power Solutions
(MPS) bespoke transformer design and op-
timized layout and packaging design. With
a 600W forced-air cooling design, it achieves
an impressive efficiency of 95% at full load.
The power supply features an optimized in-
terleaved Power Factor Correction (PFC) and
back-end synchronous rectification, all
within a compact, layered design that en-
sures superior thermal performance. Fur-
thermore, the PQC600 includes a droop
current sharing feature, enabling multiple
units to be configured in parallel for greater
power scalability.

Murata
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u-blox launches its first LTE Cat 1bis
module with embedded eSIM for
flexible and reliable connectivity
management

u-blox, has launched the SARA-R10001DE,
a LTE Cat 1bis module featuring an embed-
ded eSIM with Wireless Logic connectivity
designed to improve the robustness, reli-
ability, and resilience of loT applications.
The integral eSIM ensures flexible connec-
tivity management and gives customers
the ability to switch to the best network in
terms of coverage and cost. Offering faster
deployment and reliable connectivity re-
gardless of geography, the SARA-R10001DE
offers multiple benefits in applications in-
cluding asset tracking, telematics, micro-
mobility, solar technology, smart homes,
and cities, and point of sales.

The new u-blox SARA-R10001DE provides
full LTE Cat 1bis band support and an eSIM
with multi-IMSI technology and eUICC ca-
pability. The eSIM is already profiled with a
series of Wireless Logic SIM profiles but can
also be remotely profiled via OTA using Re-
mote SIM Provisioning.

The multiple SIM profiles stored in the
Wireless Logic eSIM allow the module to
connect to the best network automatically.
This gives confidence that the module will
always connect to the best network and
that the eSIM will maintain reliable connec-
tivity by switching automatically to a differ-
ent operator if any issues arise.

The embedded eSIM simplifies customer lo-
gistics because it minimizes the time and ef-
fortinvolved in managing SIM procurement
and eliminates the need to source compan-
ion components such as SIM holders.
Additional savings are possible because
the SARA-R10001DE allows customers to
simplify logistics and reduce complexity.
Bundling an loT module with flexible con-
nectivity allows customers to use a single
SKU instead of having several SKUs with
different SIM cards in the warehouse, sim-
plifying stock itineraries and reducing stor-
age requirements.

u-blox

Now at Mouser: Texas Instruments’
AWRL1432 mmWave Radar Sensor
for Ultra-Accurate Measurements in
Automotive Systems

Mouser Electronics, Inc., the industry’s lead-
ing New Product Introduction (NPI) distrib-
utor with the widest selection of semi-
conductors and electronic components™, is
now stocking the AWRL1432 mmWave
radar sensor from Texas Instruments. The in-
tegrated, single-chip mmWave sensor is
based on frequency-modulated continuous
wave (FMCW) radar technology and delivers
precise measurements with low power con-
sumption. The AWRL1432 sensor is de-
signed for self-monitored radar systems in
automotive applications including kick-to-
open, parking assist, blind spot detection,
and door obstacle detection.

The TI AWRL1432 mmWave radar sensor,
now available at Mouser, operates in the
76GHz to 81GHz frequency band with
5GHz continuous bandwidth. The
AWRL1432 sensor is partitioned into four
power domains: RF/analog subsystem,
front-end controller subsystem (FECSS),
application subsystem (APPSS), and hard-
ware accelerator (HWA). The AWRL1432 has
separate controls for each power domain,
allowing each of the states to be turned on
or off depending on the use case. The sen-
sor can enter low-power modes such as
sleep and deep sleep through clock gating
and by turning off the internal IP blocks.
Even in low-power states, the sensor re-
tains some of its contents, such as the ap-
plication image or RF profile, enabling the
device to resume operation quickly.

The AWRL1432 mmWave Radar Sensor in-
cludes an Arm® M4F® core (160MHz) with a
single-precision floating-point unit (FPU) for
efficient signal control. The sensor also fea-
tures a Tl radar hardware accelerator (HWA
1.2) for processing tasks such as fast Fourier
transform (FFT), log magnitude, and con-
stant false alarm rate (CFAR) operations.

Mouser Electronics
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Alphawave Semi Drives Innovation in
Hyperscale Al Accelerators with Ad-
vanced /O Chiplet for Rebellions Inc.

Alphawave Semi, a global leader in high-
speed connectivity and compute silicon
for the world’s technology infrastructure is
pleased to announce that South Korean Al
chip firm Rebellions Inc. has selected Al-
phawave Semi’s multiprotocol I/O Connec-
tivity Chiplets for their next-generation
product REBEL. This collaboration will en-
able Rebellions to deliver unprecedented
bandwidth for its chiplet-based compute
accelerator SoC.

Rebellions’ composable Al accelerator, de-
signed for Generative Al workloads in Aland
hyperscale data centers, will leverage indus-
try-leading connectivity from Alphawave
Semi and their expertise in interoperable
connectivity IP, custom silicon design, and
chiplets will enable a faster path from speci-
fication to composable silicon, accelerating
time to market.

Alphawave Semi’s Advanced I/O chiplet in-
tegrates its PCle 6.0, CXL 3.1, and Ethernet
subsystems with UCle 2.0 die-to-die con-
nectivity, delivering a versatile multi-rate,
multi-protocol solution for Network Pro-
cessing Unit (NPU) connectivity. This pro-
vides Rebellions with a low-risk, accelerated
development timeline, which enables rapid
deployments for hyperscale data centers,
thanks to the silicon-proven functionality
and performance of Alphawave Semi’s flex-
ible solutions.

Alphawave Semi’s UCle subsystem solution
serves as the foundation for Rebellions’
REBEL -based chiplet derivatives, enabling
high-density, power-efficient die-to-die
communication. Leveraging Alphawave
Semi’s technology, the REBEL series includes
REBEL-I/O, enhancing I/0 connectivity with
the latest Ethernet and PCle standards via
UCle 2.0-enabled chiplets.

In June 2024, Alphawave Semi announced
the tape-out of AlphaCHIP1600-10, the in-
dustry’s first multi-protocol 1/0 chiplet,
which combined PCle, CXL, Ethernet and
UCle on a single chiplet.

Alphawave Semi

https://international.electronica-azi.ro

Renesas Introduces Industry’s First
Complete Memory Interface Chipset
Solutions for Second-Generation
DDR5 Server MRDIMMs

Renesas Electronics Corporation announced
thatit has delivered the industry’s first com-
plete memory interface chipset solutions for
the second-generation DDR5 Multi-Capac-
ity Rank Dual In-Line Memory Modules
(MRDIMMs).

The new DDR5 MRDIMMs are needed to
keep pace with the ever-increasing mem-
ory bandwidth demands of Artificial Intelli-
gence (Al), High-Performance Compute (HPC)
and other data center applications. They
deliver operating speeds up to 12,800 Mega
Transfers Per Second (MT/s), a 1.35x improve-
ment in memory bandwidth over first-gener-
ation solutions. Renesas has been instrumental
in the design, development and deploy-
ment of the new MRDIMMs, collaborating
with industry leaders including CPU and
memory providers, along with end customers.

Renesas has designed and executed three
new critical components: the RRG50120
second-generation Multiplexed Registered
Clock Driver (MRCD), the RRG51020 second-
generation Multiplexed Data Buffer (MDB),
and the RRG53220 second-generation
Power Management Integrated Circuit
(PMIC). Renesas also offers temperature sen-
sor (TS), and serial presence detect (SPD)
hub solutions in mass production, making
it the only memory interface company that
offers the complete chipset solutions for in-
dustry standard next-generation MRDIMMs
as well as all other server and client DIMMs.
Renesas’ RRG50120 second-generation
MRCD is used on the MRDIMMs to buffer
the Command/Address (CA) bus, chip se-
lects and the clocks between the host con-
troller and DRAM: . It consumes 45% less
power compared to the first-generation de-
vice, a critical specification for heat manage-
ment in very high-speed systems.

The RRG51020 Gen2 MDB is the other key
device used in the MRDIMM s to buffer data
from the host CPU to DRAMs. Both the new
Renesas MRCD and MDB support speeds up
to 12.8 Gigabytes per Second (Gbps).

Renesas Electronics Corporation
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HighTec C/C++ Compiler Suite Sup-
ports Andes’ISO 26262 Certified RISC-
V IP for Automotive Safety and
Security Applications

HighTec EDV-Systeme GmbH, a leading pro-
vider of automotive compiler solutions, has
announced support for Andes’ RISC-V IP in
its highly optimized C/C++ compiler for the
automotive market. This support marks a
milestone for automotive software devel-
opers, as HighTec’s compiler now seamlessly
supports the Andes’ functional safety certi-
fied RISC-V cores to ensure optimized code
generation for automotive processors, im-
proving efficiency and performance.

Andes is committed to providing state-of-
the-art automotive solutions with ISO
26262 compliant AndesCore™ RISC-V IP,
software, and development tools. In 2022,
Andes launched the industry’s first certified
ASIL-B RISC-V CPU IP with full compliance,
the N25F-SE. Building on this achievement,
Andes has expanded its Safety Enhanced
(SE) series to include the DSP-capable ASIL-
B D25F-SE, the streamlined and secure
ASIL-D D23-SE, the high-performance ASIL-
D D45-SE, and the upcoming 60-SE series
targeting ADAS and IVl applications. With
certified RISC-V IP and a robust ecosystem
of 1SO 26262 qualified tools and software,
Andes enables customers to achieve I1SO
26262 certification with their end-pro-
ducts. The SE cores offer flexibility, scalabil-
ity, security, and superior performance to
meet the diverse needs of modern auto-
motive applications.

The HighTec C/C++ compiler is built on the
modern LLVM (Low Level Virtual Machine)
open-source technology and ensures op-
timal utilization of Andes RISC-V IP per-
formance, enabling automotive software
developers to achieve faster and more effi-
cient code execution. Known for its fast
build times, HighTec’s compiler generates
highly dense and reliable code. Developers
particularly value the Clang front-end for
its extensive analysis options.

HighTec EDV Systeme
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Siemens’ Solido SPICE now certified
for multiple leading-edge Samsung
Foundry processes

Siemens Digital Industries Software an-
nounced today that its continued collabo-
ration with longtime customer Samsung
Foundry has established a host of new cer-
tifications for its recently introduced So-
lido™ SPICE software, which supports the
verification of next-generation analog,
mixed-signal, RF, memory, library IP and
3D-IC semiconductor designs.

With these certifications, mutual cus-
tomers using Solido SPICE, which is now
part of Siemens’ Solido™ Simulation Suite
software, can leverage the enhanced per-
formance, power efficiency and scalability
of Samsung Foundry’s leading edge pro-
cess technologies, providing the tools re-
quired to innovate and thrive in multiple
high-tech industries.

With newer convergence, cache efficient
algorithms and high multi-core scalability,
Solido SPICE provides a significant per-
formance boost for large pre- or post-lay-
out designs. RF IC developers can directly
benefit from the new RF verification capa-
bilities in Solido SPICE, while multi-die,
2.5D, 3D and memory interface developers
can now experience an efficient capability
for full channel transceiver verification that
includes equalization, which can drasti-
cally reduce interface assumptions and ac-
celerate verification.

Solido SPICE is now certified across Samsung
Foundry’s fin field-effect transistor (FinFET)
and gate all-around (GAA) fabrication pro-
cesses, including the foundry’s 14LPU, 14LPP,
8LPP, 5LPE, SF4P/4LPP, SF4/4LPE, SF3(3GAP),
SF3P and SF2 technologies. Solido SPICE is
also qualified for Samsung Foundry’s fully
depleted-silicon on insulator (FD-SOI) 18FDS
process technology.

To learn more about Solido SPICE and Siemens’ broader Solido
Simulation Suite solutions, please visit: https://eda.sw.s
iemens.com/en-US/ic/solido/simulationsuite/.

For details on the full portfolio of Siemens EDA tools certified
for Samsung Foundry’s processes, please visit https://eda.sw.
siemens.com/en-US/foundry-ecosystem-solutions/samsung-
foundry-coverage-table/

Siemens
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NeoCortec enables customers to li-
cense NeoMesh wireless mesh net-
working protocol and software stack

NeoCortec, manufacturer of ultra-low-
power bi-directional wireless mesh network
modules, is now offering customers the abil-
ity to license their NeoMesh wireless mesh
networking protocol and software stack.
Comments Thomas Steen Halkier, CEO of
NeoCortec: “Our primary focus remains the
manufacturing and sale of our ultra-low
power NeoMesh wireless sensor modules. Ho-
wever, by introducing a licensing model for our
NeoMesh software stack, customers can im-
plement our software in their designs to gain
the advantages of NeoMesh in their specific
applications. Furthermore, we will provide
comprehensive technical support to assist
with the implementation of our software.”

The NeoCortec NeoMesh wireless mesh
networking protocol and software stack
supports many different sensor types and
applications as well as a broad range of

chipsets, including those from Texas Instru-
ments, Nordic Semicondustor, Silicon Labs,
STMicroelectronics and most recently,
Semtech. It is optimized for ultra-low
power operation, focusing on networks
with many nodes. In the software protocol,
data packets can be aggregated which cuts
power consumption per packet trans-
ported, or enables more packets to be de-
livered using the same overall power
budget. A NeoMesh network doesn't re-
quire any mains powered routers or re-
peaters and runs on small AA batteries for
many years. Additionally, the software in-
cludes commands that provide a clear and
simple overview of mesh network param-
eters and battery status, thereby enhanc-
ing network monitoring capabilities. It is
particularly well-suited for wireless sensor
and actuator network installations where
devices need to send and receive small
packets of data infrequently but with a
high degree of reliability.

NeoCortec

Revolutionizing embedded: IAR C-
SPY sets a new debugging standard
for the VS Code community

IAR, a leading provider of software solu-
tions for embedded systems devel-
opment, is excited to announce a
significant advancement with the latest
update to the IAR Debug extension for Vi-
sual Studio Code. With the introduction of
the IAR Listwindow technique, the IAR C-
SPY Debugger sets a new benchmark as
the most advanced debugging solution
available for embedded devices within the
VS Code environment.

The new technique offers developers a
powerful way to visualize and manipulate
data in real time. It provides insights into
arrays and data structures, speeding up
debugging. This caters to modern embed-
ded systems developers needing efficient
coding tools. With this update, IAR re-
affirms its commitment to provide engi-
neers with tools that boost productivity. As
industries rely more on embedded sys-
tems, these advancements help devel-
opers maintain high quality and
performance standards.

In embedded software development, effi-
ciency and precision are key, as minor er-
rors can lead to significant issues and
delays. IAR C-SPY’s features help devel-
opers handle debugging, which can take
up from 50% to 80% of development time.
By reducing this time, IAR C-SPY boosts
developer efficiency, and allows devel-
opers and teams to focus on problem-
solving and innovation.

Integrating IAR C-SPY’s debugging with Vi-
sual Studio Code provides robust function-
ality that meets industry standards. This
integration supports a wide range of de-
velopment scenarios, ensuring developers
have the tools they need in today’s fast-
paced tech landscape. Using these tools,
developers can significantly cut debug-
ging time, freeing up hours for innovation
and development.

IAR
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Navitas’571% Increase in 3-Year
Revenue Attains Deloitte Technology
Fast 500™ Ranking for Third
Consecutive Year

Navitas Semiconductor has announced
that the company’s revenue growth has
been acknowledged for the third consec-
utive year, by Deloitte’s Technology Fast
500™. Navitas growth was driven by strong
demand for its advanced, high-efficiency,
wide-bandgap gallium nitride (GaN) and
silicon carbide (SiC) power components,
across a growing number of global mar-
kets and customers.

Now in its 30th year, the Deloitte Technol-
ogy Fast 500 provides a ranking of the fas-
test-growing technology, media, tele-
communications, life sciences, fintech, and
energy tech companies - both public and
private - in North America. Based on per-
centage fiscal year revenue growth from
2020 to 2023, Navitas achieved 571%
growth as GaN and SiC technology en-
abled efficient, sustainable applications
and displaced legacy silicon chips.

“As a ‘pure-play, next-gen, semiconductor
company, Navitas continues to outperform
the overall power semiconductor market, with
record sales into mobile fast chargers, now
ramping Al data center revenues and a strong
customer pipeline for EV opportunities,” said
Gene Sheridan, CEO and co-founder. “Recent
introductions like GaNSafe™, Gen-3 ‘Fast’ SiC,
and a newly-announced, 48V-focused range
in partnership with Infineon, have built a
strong foundation for further revenue growth
in applications from 20W to 20MW, and with
a market opportunity of over $22B per year.”

Deloitte provides industry-leading audit, consulting, tax and
advisory services to many of the world’s most admired brands,
including nearly 90% of the Fortune 500° and more than 8,500
U.S.-based private companies.

Navitas Semiconductor
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Bespoke fibre optic datalink design &
manufacturing service from OMC
meets demanding requirements of
lloT applications

OMC, the pioneer in optoelectronics de-
sigh & manufacture, now offers a bespoke
fibre optic datalink design & manufactur-
ing service for industrial applications that
require secure information transmission in
environments that suffer from electrical in-
terference or contain combustible dust
which can cause explosions.

Industrial fibre optic data communications
links use LED sources, solid-state receivers
and glass or plastic fibre to transmit data
safely and reliably in industrial systems. The
fibre SMA connector remains widely used in
the industrial sector due to its excellent track
record and ‘fit & forget'nature. Polymer (plas-
tic) fibre is often preferred for short transmis-
sion lengths due to its inherent robustness
and low cost. OMC produces its own trans-
mitter/receiver (Tx/Rx) components, as well
as both polymer and glass fibre optic as-
semblies. Therefore, the company can de-
sign and deliver fully characterised fibre
optic datalinks that meet the specific re-
quirements of a wide range of applications.

Moreover, OMC'’s proprietary ACA™ (Active
Component Alignment) technology en-
sures that its fibre optic datalinks perform
reliably, with 100% link consistency. During
the datalink manufacturing process, each
transmitter and receiver device is powered
up, before the launch power or receiver sen-
sitivity is measured, aligned and secured in
place, with the device characteristics
recorded and assured to be within the reg-
uisite performance envelope for the specific
application. This enables much tighter per-
formance tolerances to be achieved, leading
to greatly enhanced long-term reliability —
and in particularly demanding applications,
this can be combined with OMC's proprie-
tary KSMA™ connector, with identifiable
channel numbering, to ensure that the entire
link performance measured during man-
ufacture is, by design, repeated in the field.

oMcC
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Sensirion announces global availability
of SEK-SEN66 evaluation kit

Sensirion is excited to announce the
launch of the SEK-SEN66 evaluation kit. It
is designed for easy and cost-effective eval-
uation of Sensirion’s all-in-one air quality
sensor modules, including SEN60, SEN65,
and SEN66. The evaluation kit is now avail-
able for purchase through their global net-
work of trusted channel partners.

The SEK-SEN66 evaluation kit is part of
Sensirion’s versatile SEN6x family, offering
a user-friendly solution for assessing sen-
sor capabilities. The advanced SEN6x mod-
ules are equipped with built-in algorithms
that manage data processing, enabling
device manufacturers to focus on their
core competencies and application devel-
opment. By eliminating the need for
costly, time-consuming optimizations, the
SEN6x family allows for faster time-to-mar-
ket and reduced overall cost of ownership.

A key feature of the SEN6x series is its mod-
ular approach. With a single design-in, mul-
tiple product tiers can be easily supported,
providing exceptional flexibility and en-
abling customized solutions for diverse
market needs. Whether for particulate
matter (PM) measurements or a compre-
hensive set of air quality parameters - in-
cluding temperature (T), relative humidity
(RH), volatile organic compounds (VOC), ni-
trogen oxides (NOx), carbon dioxide (CO2),
or formaldehyde (HCHO) - the SEN6x offers
a scalable, all-encompassing solution.

“The SEK-SEN66 evaluation kit is now avail-
able for purchase through Sensirion’s global
distribution network, providing the opportu-
nity to test and evaluate the sensors’ exten-
sive capabilities firsthand. Designed to
accelerate product development, the eval-
uation kit is an ideal tool for businesses look-
ing to implement advanced air quality
monitoring solutions’, says David Carmi-
nati, Product Manager for Environmental
Nodes at Sensirion.

For more information or to purchase the
SEK-SEN66 evaluation kit, visit their website
or contact your local Sensirion distributor.

Sensirion
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Toshiba now sampling automotive
gate driver IC for brushless DC motors

Toshiba Electronics Europe GmbH now
provides engineering samples of its
TB9084FTG, a MOSFET gate driver IC for
three-phase brushless DC (BLDC) motors
with a power rating of several hundred
watts. The new device supports the trend
of automotive OEMs replacing brushed DC
motors with quieter, longer-lasting BLDC
motors to drive body system applications
like powered sliding passenger doors,
power tailgates, and adjustable seats. The
device can also drive BLDC motors to en-
hance the power performance of electric
pumps and fans.

The main functions of the gate driver IC
that were optimised include the 6-channel
gate-driver structure, the additional gate-
driver output to control the external MOS-
FET for reverse polarity protection, and the
operational amplifier for one-channel
motor current sensing, SPl communica-
tion, and the motor emergency stop func-
tion. Protection circuitry includes power
supply under-voltage detection, charge
pump overvoltage detection, thermal
shutdown, and MOSFET drain-source volt-
age (Vbs) monitoring.

The TB9084FTG is housed in a compact P-
VQFN36-0606-0.50 package, measuring just
6mmx6mm, contributing to the miniaturi-
sation of equipment. The operating tem-
perature range is from -40 to +150°C, and
the IC conforms to the AEC-Q100 (Grade 0)
qualification. In addition, this package fea-
tures a wettable flank structure, which facili-
tates automated optical inspection (AQI) to
ensure the solder joint reliability.

Toshiba will further expand its lineup of
gate driver ICs by optimising product func-
tions based on market research. The com-
pany will continue to introduce new
products to the market and contribute to
the electrification and safety improvement
of automotive equipment.

Toshiba Electronics Europe
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Toshiba releases high-speed photorelay
for semiconductor testers

Toshiba Electronics Europe GmbH has re-
leased a new low voltage, high-speed
photorelay. Particularly suitable for the pin
electronics of semiconductor testers, the
TLP3450S makes measuring devices-
under-test (DUTs) at fast speeds more pre-
cise. Itis also suited for use in probe cards,
measuring instruments and a wide variety
of industrial equipment.

The new TLP3450S is based upon an up-
graded internal configuration with en-
hanced infrared LEDs coupled to
photodiode arrays that have an optimised
design. As a result, the turn-on switching
time (ton) of the new device is below 80ps.
Compared to the previous generation
(TLP3450), this represents a 40% improve-
ment, which will significantly benefit the
overall throughput of the ATE system.

The TLP3450S has a smaller output capac-
itance (Corr) of just 0.6pF, which reduces
high-frequency signal leakage when the
output is turned off - this will reduce the
noise and improve the accuracy of multi-
plexing structures. The device also has a
lower on-resistance (Ron) - typically 6.8Q)
that improves signal attenuation when the
outputis in ON state.

The TLP3450S has an input-output isola-
tion (BVs) rating of 500Vrms and is able to
operate in ambient temperatures in the
range of -40°C to +110°C. It is configured
as a form A contact device and is capable
of sourcing 160maA (loN) continuously. The
pulsed rating is 480mA (lonp).

Complex ATE systems require small compo-
nents to improve the mounting density. To
achieve this, the TLP3450S is housed in a
tiny S-VSON4T package measuring just
1.45mm x 2.0mm X 1.3mm - an 18% reduc-
tion in footprint when compared to con-
ventional products.

Find out more about the new TLP3450S photorelay on To-
shiba’s website: https://toshiba.semicon-storage.com/eu/
semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/photore-
lay-mosfet-output/detail TLP3450S.html

Toshiba Electronics Europe

Toshiba releases gate driver ICs for
three-phase brushless DC motors used
in consumer and industrial equipment

Toshiba Electronics Europe GmbH intro-
duces a new gate driver IC series for three-
phase brushless DC (BLDC) motors used in
consumer and industrial applications. The
TB67Z83xxFTG (with 3.3V regulator out-
put) and TB67Z85xxFTG (with 5.0V regu-
lator output) series, both comprising four
devices, can be combined with a motor
control microcontroller and MOSFETs to
create a complete system for a wide range
of applications including pumps, fans,
blowers, cordless power tools, gardening
tools, and cleaners.

The new products feature a built-in circuit
that can drive three phases of high-side and
low-side N-channel MOSFETs. The MOSFET
drive current can be set from 10mA to 1A
(peak) for source current and from 20mA to
2A (peak) for sink current - though operat-
ing conditions, such as ambient tempera-
ture and power supply voltage, may limit
the actual useful drive current. All devices
support a supply voltage (VM) operating
range from 8V to 75V. This selection of dif-
ferent voltage and current combinations
covers a wide range of applications.

The series is available with either an SPI or
hardware control interface. In the
TB67Z83xHFTG and TB67Z85xHFTG de-
vices, internal functions are controlled di-
rectly by dedicated hardware pins, while
in the TB67Z83xSFTG and TB67Z85xSFTG
devices, an SPI interface is integrated to
communicate with the devices and to con-
trol internal functions.

The standby current of the devices is as
low as TPA (max), minimising power con-
sumption when not in use and maximising
standby time for battery-driven applica-
tions. Built-in protection circuitries, such as
undervoltage lockout and thermal shut-
down, protect the devices themselves.
Furthermore, gate drive abnormality de-
tection and overcurrent protection func-
tions protect the external MOSFETs,
improving overall system reliability.

Toshiba Electronics Europe
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Dependable power distribution with
eFuses: Infineon launches PROFET™
Wire Guard with integrated It wire
protection

Modern, decentralized, and zonal power
distribution architectures require depend-
able solutions. With PROFET™ Wire Guard,
Infineon Technologies AG provides devel-
opers with advanced wire protection for
modern power distribution. Compared to
conventional fuses, the product family can
emulate the stress characteristics of the
wires much more accurately with an inte-
grated and precise I’t wire protection
curve, which can be selected from six im-
plemented curves depending on the ap-
plication requirements. Combined with
other features, the integrated I’t wire pro-
tection accuracy enables wire harness op-
timization when replacing mechanical
relays and fuses.

The five PROFET Wire Guard devices come
in the proven TSDSO-14 and TSDSO-24
packages. They offer full pin-to-pin compati-
bility within the family and high compatibil-
ity with PROFET +2 12V devices and are
targeting currents of up to 27 A.To expand
the current capabilities up to 36A, the pro-
duct line-up will be further extended with
an additional device coming in Q4 2025.The
devices have a capacitive load switching
(CLS) mode implemented to charge capac-
itive loads. An adjustable overcurrent detec-
tion threshold supports fast fault isolation
from the power supply. The integrated auto-
matic idle mode reduces current consump-
tion during parking to typically 50 pA, while
the output stage remains fully switched on.
Built-in sequential diagnosis provides accu-
rate application data across five addresses
on a single pin, enabling application inte-
grity testing for functional safety require-
ments and further wire harness optimization
during facelifts based on the analysis of the
wire protection status during vehicle oper-
ation. The devices have been developed
and are released as 1SO 26262:2018 Safety
Element out of context for safety require-
ments up to ASIL D.

Infineon Technologies
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AURIX™ TC3x from Infineon
supports FreeRTOS

Infineon Technologies AG has added FreeR-
TOS support for its AURIX™ TC3x microcon-
trollers (MCUs). A Real-Time Operating
System (RTOS) is a key software component
that runs on the microcontroller and effi-
ciently manages hardware and software re-
sources to ensure timely and reliable
execution of tasks. By serving as an inter-
mediary between hardware and application
software, an RTOS enables developers to
focus on their application code, abstracting
away hardware complexities. This enables
portability and reusability of application
code across different levels of abstraction
and reduces time-to-market.

FreeRTOS is a widely used free and open
source RTOS that has been around for
more than 20 years. It is currently actively
supported and developed by Amazon
Web Services (AWS). AWS has also pro-
vided a set of middleware libraries for
FreeRTOS that allows easy integration with
AWS services.

“The availability of FreeRTOS enables cus-
tomers to rapidly build applications on a
well-established and feature-rich open-
source environment,” said Patrick Will, Head
of Software Product Management and
Marketing for Automotive Microcon-
trollers at Infineon. “This integration facili-
tates quick feature evaluation on the AURIX
TC3x and provides our customers with an ac-
celerated migration path for non-AUTOSAR
projects, particularly in the automotive and
industrial markets.”

The AURIX TC3x MCU from Infineon has
been developed with an ASIL-D/SIL-3
compliant design, catering to the stringent
requirements of both the Automotive and
Industrial markets. Powered by the high-
performance TriCore™ architecture, it offers
real-time capabilities, advanced safety fea-
tures, and functional reliability, making it an
ideal choice for demanding applications.

Infineon Technologies
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New EiceDRIVER™ Power family of
full-bridge transformer drivers for
compact and cost-effective gate
driver supplies

Infineon Technologies AG introduces the
EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR family of full-
bridge transformer drivers for IGBT, SiC
and GaN gate driver power supplies. With
the 2EP1xxR family, Infineon extends its
portfolio of power devices to provide de-
signers with a solution for isolated gate
driver supply. By using the devices, asym-
metrical output voltages can be imple-
mented to supply isolated gate drivers in
a cost-effective and space-saving manner.
This makes the 2EP1xxR particularly suit-
able for industrial or consumer applica-
tions requiring isolated gate drivers,
including solar applications, electric ve-
hicle charging, energy storage systems,
welding, uninterruptible power supplies
and drive applications.

The 2EP1xxR family comes in a compact
TSSOPS8 pin package with power integra-
tion and optimizations to generate an
asymmetric output voltage. The family is
optimized for asymmetric gate driver
supply through its unique duty-cycle ad-
justment capability. The devices support a
wide input voltage range up to 20 V. They
also offer integrated temperature, short-cir-
cuit and undervoltage lockout (UVLO) pro-
tection to prevent unwanted system faults.
The 2EPTxxR family is available in the fol-
lowing four product variants: 2EPT00R and
2EP101R are optimized for low component
count designs for IGBT and SiC MOSFET
gate driver power supplies. 2EP110R allows
fine adjustment of the duty-cycle to match
the output voltage ratio to the application
requirements of SiC and GaN power
switches. 2EP130R is optimized for highly
flexible designs to meet different applica-
tion requirements. The device offers 5-
stage overcurrent protection, 41 selectable
switching frequencies or synchronization
with external PWM for transformer match-
ing, and 41 selectable duty-cycle options
to adjust the output voltage.

Infineon Technologies
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